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Schutz vor Plagiaten

Durch die anhaltende Bauteilknapp-
heit auf dem gesamten Elektroniksektor
bleibt einem oft keine andere Wahl, als
auch auf Angebote zweifelhafter Quel-
len zuzugreifen. Zuerst froh, abgekiindi-
gte Bauteile doch noch zu erhalten, muss
man heute zunehmend die Erfahrung ma-
chen, Félschungen zu bekommen. Dies be-
trifft nicht nur Low-cost-Bauteile, sondern
immer héufiger hochwertige moderne und
teure Prozessoren.

Die Betrugsmdglichkeiten sind &uflerst
vielféltig. Bauteile ohne Funktion oder
eines anderen Typs oder Date-Codes
werden beispielsweise einfach abgefrést
und entsprechend der Kundenbestellung
neu bestempelt. Ausschussware mit Her-
stellungsméngeln werden als fehlerfrei
verkauft. Fehlende Bonddréhte und kom-
plett leere Gehéuse gehdren zu den héu-
fig entdeckten Plagiaten. Oder es werden
bleihaltige Komponenten als RoHS-kon-
form deklariert. Oft werden defekte Teile
mit guter Ware vermischt oder die ersten
Exemplare eines Reels sind Originale
und die restlichen dann falsch. Auch wer-
den zu lange oder falsch gelagerte Kom-
ponenten geliefert. Diese Bauteile zeigen
die unterschiedlichsten elektrischen Fehler,
sind einfach nicht mehr Ibtbar oder Sché-
den treten erst beim Létprozess auf, wie
der gefirchtete Popcorn-Effekt.

Ist die Ware erst mal beim Besteller im
Haus, ist das Entsetzen grof8 und guter
Rat teuer, zumal bei diesen Geschéften
die Zahlung haufig im Voraus erfolgt und
der Lieferant im weit entfernten, oft asia-
tischen Ausland sitzt. Selbst wenn der Be-
trug sofort aufféllt, verlaufen Reklamati-
onen in der Regel erfolglos. Aber schlim-
mer noch sind Schéden, die erst nach Ein-
bau der Teile oder Auslieferung der End-
produkte in Erscheinung treten. Wenn der
Betrug rechtzeitig bemerkt wird, kann der
Verlust noch begrenzt werden. Entpuppt

sich der Fehler aber erst auf der fertigen
Baugruppe, potenziert sich der Schaden
schnell zu einer kapitalen Katastrophe.

Abhilfe kénnen hier nur professionelle
Tests schaffen.

Kennlinientests oder einfache KFTs (Key
Functional-Tests) sind beide von den Setup-
kosten und Testkosten relativ ginstig und
bieten dennoch gute Aussagen Uber echte
oder geféalschte Ware. Dabei werden ver-
Schiedene Messsignale an die Anschliisse
gelegt, und die Reaktion des Bauteils in
Form von Linien auf einem Oszillographen-
Bildschirm angezeigt. Tiefer gehen mikro-
skopische Untersuchungen und Réntgen-
inspektionen, bei denen falscher Aufbau
(unpassend zum aufgedruckten Typ) oder
Herstellungsméngel (Létbriicken, fehler-
hafte Verdrahtung) aufgedeckt werden.

Zu den zerstérenden Priifungen geh6-
ren sowohl Offnen (De-Capping) als auch
Schiiffbildanalyse der Bauteile, die beide
stichprobenweise durchgefiihrt werden,
wobei schlichtweg nachgeschaut wird,
was sich im Inneren befindet. Schiief3lich
kénnen Elemente probeweise verarbeitet
werden, d.h. es werden Lbtbarkeitstests
durchgefiihrt, um zu erfahren ob die Legie-
rung an den Anschliissen noch schmelzbar
ist oder ob die Gehéduse durch Feuchtig-
keitseinlagerung aufplatzen (Popcorning).

Das Beste wére sicher die Zusammen-
arbeit mit dem Lieferanten, indem er vorab
Teilmengen zur Priifung liefert. Da dies nicht
immer méglich ist und viel Vertrauen er-
fordert (die Restmengen kénnten immer
noch minderwertig sein), ist eine Priifung
vor der Endfertigung unabdingbar, um sich
vor Regressforderungen der eigenen Kun-
den zu bewahren.

Jens Hoefer,
Geschéftsfiihrer,
factronix GmbH
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Sichtpriifung ohne

Computer

Die Makro-Station

HD II der Optometron
GmbH ist ein vielseitiger
Arbeitsplatz zur
Sichtpriifung.

Der Arbeitsabstand von
180 mm ermoglicht sogar
Reparaturarbeiten

unter der Optik. 18
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Reinigen in der Elektronikfertigung

Filigranere Komponenten sowie steigende Anforderungen
an die Zuverldssigkeit und Lebensdauer elektronischer
Bauteile erfordern bei der Reinigung die effektive und
reproduzierbare Entfernung partikuldrer und filmischer
Kontaminationen. 6

Moderne Laseranlage mit
patentiertem Kontrollsystem

Fiir seine SMD-Schablonen setzt photocad
auf die neuste Laserschneidtechnik und
hat in ein High-Speed-System von LPKF
investiert. Die Anlage wurde eigens
entwickelt, um hochprizise Offnungen zu
erzeugen und dabei den Arbeitsprozess
noch zu beschleunigen. 28
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Plasmaunterstiitztes Wafer-Level-Bumping

Centrotherm thermal solutions arbeitet an der Optimierung des
Umschmelzprozesses von Bumps auf Wafer-Level-Basis. 34

Videoskop mit 2,4 mm
Durchmesser

Das neue IPLEX TX von
Olympus ist das weltweit erste
und einzige abwinkelbare
Videoskop mit einem
Einfithrungsteil (Sonde),
welches einen Durchmesser
von nur 2,4 mm bietet. Damit
werden Sichtpriifungen im
Inneren von Objekten mit
sehr kleinen Offnungen
moglich. 16
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ESD-konforme Lohnfertigung im Vorarlberg

Die Sonderhoff GmbH erweitert ihr
Lohnfertigungsspektrum fiir unterschiedliche
industrieller Bauteilanwendungen um den Bereich
einer ESD-konformen Fertigung. 47

Positionier- und Bewegungssysteme

Epucret zeigt auf der MOTEK seinen erweiterten Angebotsumfang, der
Positionier- und Bewegungssysteme umfasst. 54
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Reinigen in der Elektronikfertigung

Filigranere Komponenten sowie steigende Anforderungen an die Zuverldssigkeit und Lebensdauer
elektronischer Bauteile erfordern auch bei der Reinigung Lésungen, die eine ebenso schonende
wie effektive und reproduzierbare Entfernung partikuldrer und filmischer Kontaminationen

gewdbhrleisten. Neuste L6sungen werden auf der diesjédhrigen parts2clean prdsentiert.

Die Reinigung polierter Glaswafer vor dem Aufdampfen der leitenden Schichten erfolgt in einer
Ultraschallreinigungsanlage mit mehreren Tauch- und Spiilbddern. Als Medien sind hochalkalische bis
neutrale Reiniger im Einsatz (Bildquelle: UCM)

Partikel, Flussmittelriick-
stinde, Reste von Bearbeitungs-
medien, Fingerabdriicke - kleine
Ursachen, die bei elektronischen
Produkten grofie Schiaden ver-
ursachen koénnen. Bedarfsge-
rechte Sauberkeit ist daher ein
Muss. Unabhingig davon, ob
Wafer, Leiterplatten, Kontakte
oder MIDs zu reinigen sind,
die Industrie bietet dafiir Ver-
fahren, wie nasschemische Pro-
zesse, die Reinigung mit Koh-
lendioxid sowie Plasmaverfah-
ren, mit denen sich die erfor-
derliche Sauberkeit kostenef-
fizient herstellen und kontrol-
lieren lésst.

in der Elektronikfertigung ein
breites Anwendungsfeld. So las-
sen sich damit Partikel, Fluss-
mittelriickstinde und andere fil-
mische Verunreinigungen von
metallischen Elektronikbau-
teilen iiber Leiterplatten bis zu
Wafern entfernen. Mafigebend
fiir die Reinigungswirkung ist
auch die Frequenz des Schwing-
systems fiir das Fliissigkeitsbad.
Generell gilt dabei: Je niedriger
die Frequenz, desto hoher ist die
freigesetzte Energie.

Eine Anwendung ist das Rei-
nigen von Printplatten nach dem
Léten, um bei der nachfolgenden
Beschichtung mit Schutzlack
eine gute Haftung zu erzielen.
Dabei gilt es vor allem, Fluss-
mittelriickstinde und eventu-
ell vorhandene Fingerabdriicke
abzureinigen. Ein typischer Pro-
zess dafiir beinhaltet zwei Ultra-

schall-Tauchreinigungsschritte,
wahrend derer die Warenkorbe

Ultraschall - vielseitig einsetzbar

Die nasschemische Ultra-
schallreinigung mit Losemit-
teln, modifizierten Alkoholen
oder wissrigen Medien bietet

6

zusitzlich bewegt werden. Daran
schlielen sich zwei Tauchspiil-
stufen mit VE-Wasser und die
Trocknung an.

Entsprechend der Aufgaben-
stellung konnen auch Reini-
gungsbdader mit unterschied-
lichen Frequenzen erforderlich
sein. Dies ist beispielsweise bei
der Reinigung von Glaswafern
der Fall. Hier erfolgen die je
nach Fertigungsschritt erfor-
derlichen Reinigungsprozesse
mit Ultraschallfrequenzen zwi-
schen 40 kHz und einem Mega-
hertz. Letztere kommt bei der
mehrstufigen, wissrigen Rei-
nigung der polierten Substrate
vor dem Aufdampfen der lei-
tenden Schichten zum Einsatz.
Dabei durchlaufen die in spezi-
ellen Gestellen platzierten Wafer
zundchst drei Ultraschall-Tauch-
reinigungsbader mit hochalka-
lischem bis neutralem Reiniger
und jeweils zwischengeschalteten
Spiilphasen (ebenfalls mit Ultra-
schall). Bei der folgenden drei-
stufigen Tauchspiilung sowie der
abschlieffenden Infrarottrock-
nung ist jegliche Moglichkeit
einer Partikelablagerung auf
den Wafern zu vermeiden. Daher

Fiir die schonende Reinigung empfindlicher Bauteile und feiner
Strukturen in der elektronischen und Halbleiterindustrie stehen
Ultraschallsysteme mit 250 und 500 kHz sowie Megaschall zur
Verfiigung (Bildquelle: Weber Ultrasonics)

electronicfab 4/2012
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Die C0,-Schneestrahireinigung ermdglicht die trockene

und schonende Entfernung von Partikeln nach der Laser-
Direktstrukturierung. Durch die einfache Automatisierbarkeit lisst
sich der Reinigungsprozess in das Lasersystem integrieren oder
direkt nachschalten (Bildquelle: acp)

erfolgen die Spilschritte mit
hochreinem VE-Wasser sowie
die Trocknung und Entladung
der Warentréger in einem Rein-
raum der Klasse 100.

Die optimale ,,Zusammenset-
zung“ von Reiniger und Ultra-
schallfrequenz lisst sich durch
Reinigungsversuche bei Anla-
gen- bzw. Medienherstellern
ermitteln.

Komprimiertes €0, — trockene
Alternative

Eine Ergidnzung der nassche-
mischen Verfahren ist die Reini-
gung mit komprimiertem Koh-
lendioxid. Dieses innovative
Verfahren kommt gleichzeitig
der Forderung nach umwelt-

x12

gerechten, trockenen und riick-
standsfreien Verfahren nach.
Unter komprimiertem Koh-
lendioxid ist die mittels Druck
verfliissigte bzw. tiberkritische
Phase von CO, zu verstehen, wo
das Medium sehr gute Losemit-
teleigenschaften gegeniiber einer
Vielzahl von unpolaren Ver-
unreinigungen besitzt. Uber-
kritisches CO, zeichnet sich
durch eine niedrige Viskositét
und geringe Grenzflichenspan-
nung aus, woraus eine verbes-
serte Spaltgangigkeit resultiert.
Dies ermdglicht die Reinigung
von Bauteilen mit extrem kom-
plexen Geometrien, wie feinsten
Bohrungen und engsten Spalten.
In der Elektronikfertigung bie-

Aktuelles asssssssssssEEEEEEEEEE—————

Messe parts2clean

Mit welchem Reinigungs-
verfahren ldsst sich der fiir das
jeweilige elektronische Pro-
dukt erforderliche Reinheits-
grad reproduzierbar und effi-
zient erzielen? Welche Mog-
lichkeiten bieten Sonderver-
fahren bei der Reinigung und
Aktivierung? Antworten auf
diese und viele weitere Fra-
gen rund um die Bauteil- und
Oberflichenreinigung bietet
die parts2clean. Die internati-
onale Leitmesse fiir industri-
elle Teile- und Oberflachenrei-
nigung findet vom 23. bis 25.
Oktober 2012 auf dem Mes-
segelande Stuttgart statt. Sie
ermoglicht die umfassende
Information iiber Reinigungs-

systeme, alternative Reini-
gungstechniken, Reinigungs-
medien, Qualititssicherungs-
und Prafverfahren, Reini-
gungs- und Transportbehilt-
nisse, Entsorgung und Wie-
deraufbereitung von Prozess-
medien, Handling und Auto-
mation, Dienstleistung, Bera-
tung, Forschung und Fachli-
teratur. Dariiber hinaus bietet
das deutschsprachige parts-
2clean-Fachforum viel Wis-
sen rund um die industrielle
Teilereinigung.

» fairXperts GmbH
info@fairxperts.de
www.fairxperts.de

tet diese Technologie u.a. Poten-
zial bei der Reinigung kom-
pletter Leiterplatten und Bau-
gruppen, der Entfernung von
Flussmittelriickstinden sowie
der Abreinigung von Olen und
Fetten bei metallischen Bautei-
len wie etwa Kontakten. Je nach
Phase liegt die Prozesstempera-
tur zwischen 15 und 31 °C. Das
Verfahren eignet sich daher auch
fiir die Reinigung temperatur-
sensibler Materialien. Da CO, bei
Umgebungsdruck sofort subli-
miert, sind die Bauteile sofort
vollstandig trocken. Durch den
direkten Ubergang in die Gas-

X120

100pm

phase verbleiben keinerlei Lose-
mittelriickstinde, und es ent-
stehen keine Sekundarabfille.

Eiskalt gegen Schmutz

Fliissiges Kohlendioxid kommt
auch bei der CO,-Schneestrahl-
reinigung zum Einsatz - in Form
feinster Schneekristalle. Durch
die Kombination chemischer,
thermischer und mechanischer
Eigenschaften entfernt der ungif-
tige und nicht brennbare Schnee
filmische und partikuldre Kon-
taminationen riickstandsfrei
auch selektiv z.B. auf Kontakt-
stellen. Da die Reinigung tro-

HSG-IMAT

Neben einem optimalen Reinigungseffekt bietet das C0,-Schneestrahlverfahren den Vorteil, dass die aufgerauten LDS-Strukturen planarisiert
werden. Dies vereinfacht die Aufbau- und Verbindungstechnik (Bildquelle: acp)

electronicfab 4/2012



oTEEEEEEEEsssseeeeesssssse Aktuelles assssssssse————————————

Die Plasmareinigung dient in der Elektronikfertigung vor allem zum Entfernen von 0I- und
Trennmittelresten, von Oxiden und zum Desmearen von Leiterplatten. Da verschiedene Gase eingesetzt
werden kdnnen, lassen sich verschiedene unerwiinschte Ablagerungen auf einfache Weise entfernen

(Bildquelle: Diener electronic)

cken erfolgt, entfallen auch hier
energieintensive Trocknungspro-
zesse. Das Verfahren ermdglicht
bei unterschiedlichsten Anwen-
dungen in der Elektronikferti-
gung, wie etwa vor Bondprozes-
sen, dem Bestiicken von Leiter-
platten und Folienleiterplatten
sowie bei der Herstellung von
MID-Strukturen, die bedarfsge-
rechte und zuverldssige manu-
elle oder vollautomatisierte Rei-
nigung.

Einen positiven Zusatzeffekt
bietet das Verfahren bei der
Herstellung von MIDs mit der
LDS-Technologie (Laser-Direkt-
strukturierung), wobei dem auf
die Anwendung abgestimmten
thermoplastischen Kunststoff
ein spezielles Additiv zugesetzt
wird. Um dieses zu aktivieren,
induziert der Laserstrahl eine
physikalisch-chemische Reak-
tion. Dabei wird das Additiv in
der Polymermatrix aufgebro-
chen und wirkt als Katalysator
bei der anschlieflenden reduk-

8

tiven Verkupferung. Nach der
Laserstrukturierung verblei-
ben auf der Oberfliche aktive
Ablationsriickstinde, die eben-
falls metallisiert werden und
dadurch Probleme verursachen
konnen. Diese Riickstinde las-
sen sich mit der CO,-Schnee-
strahltechnik abreinigen, wobei
die feinen Schneekristalle die
aufgerauten LDS-Strukturen
zusatzlich einebnen. Dies fiihrt
zu einer vereinfachten Aufbau-
und Verbindungstechnik bei
LDS-MIDs, wie beispielsweise
dem Drahtboden, dem Bestii-
cken mit ungehausten Chips
oder in der Flip-Chip-Techno-
logie. Ein weiterer Vorteil ist,
dass sich das Reinigungsmodul
direkt in das Laserstrukturier-
system integrieren ldsst.

Plasma — Reinigung und
Aktivierung

Plasma, ein gasformiges
Gemisch aus Atomen, Mole-
kiilen, Ionen und freien Elek-

tronen, erméoglicht die effiziente
Oberflichenbehandlung elek-
tronischer Bauteile und Kom-
ponenten aus unterschiedlichen
Materialien. Dabei erfolgt eine
gleichzeitige Abreinigung orga-
nischer Verschmutzungen sowie
die Aktivierung der Oberflache.
Diese Doppelfunktion beruht

auf einer physikalischen und
chemischen Reaktion. Je nach
Anwendungsfall kommen Nie-
derdruckplasmen oder inline-
fahige Atmosphirendruckplas-
men zum Einsatz. Mit ersteren
konnen sowohl oxidierende
als auch reduzierende Prozesse
durchgefiihrt werden. Im oxidie-
renden Plasma lassen sich orga-
nische Verschmutzungen vor
dem Loten oder Bonden abrei-
nigen. Reduzierende Plasmapro-
zesse kommen in erster Linie
zur Optimierung von Bond-
verbindungen durch Reduk-
tion galvanisch aufgebrachter
Metallschichten zum Einsatz.
Die Oberflachenreinigung und
-aktivierung durch Atmospha-
rendruckplasmen kommt in der
Elektronikindustrie beispiels-
weise vor dem Bedrucken, Ver-
kleben oder Vergiefien von Elek-
tronikplatinen und Halbleitern,
bei der Herstellung optoelektro-
nischer Bauelemente sowie vor
dem Drahtbonden zum Einsatz.
Ein Verbundprojekt beschaftigt
sich auch mit Barrierebeschich-
tungen durch inline-fihige
Atmospharendruck-Plasmaver-
fahren zum selektiven Alterungs-
und Korrosionsschutz elektro-
nischer Komponenten.

Fir die Kontrolle des Rei-
nigungsergebnisses stehen
Losungen wie kompakte, inline-
fahige Fluoreszenz-Messgerate
zur Verfligung, mit denen sich
organische Verunreinigungen
unter anderem auf Bondpads
nachweisen lassen.

Doris Schulz

Das kompakte, inline-fihige Fluoreszenzmessgerit CleanoSpector
eignet sich u.a. zur Kontrolle von Bondpads auf organische
Verunreinigungen (Bildquelle: SITA Messtechnik)

electronicfab 4/2012
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Gradientenverfahren egalisiert Schwankungen
der MaB3haltigkeit

£

Der Tensor SL eignet sich auch fiir knifflige Schraubfille (Bilder: Atlas Copco Tools)

Verlassliche Qualitat hat fiir
Rosenberger hochste Prioritit.
Mit dem Gradientenverfah-
ren - einer Schraubstrategie,
bei der man die Anderung des
Drehmoments misst — beherrscht
das Unternehmen Elektronik-
Schraubfille prozesssicher.
Vorteile bietet das Verfahren
vor allem dann, wenn wegen
hoher Bauteiltoleranzen eine
Drehmomentsteuerung an ihre
Grenzen stofit.

Wer einen tieferen Blick in die
Elektronik seines Autos wagt,
findet nicht selten Hochfre-
quenz-Bauteile der Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH
& Co. KG. So unscheinbar die
einzelnen Produkte im einge-
bauten Zustand auch aussehen
maogen, so prazise miissen sie
gefertigt sein. Rosenberger
investiert deswegen gezielt in
modernste Konstruktions- und
Fertigungsverfahren. So lassen
sich auch Bauteile prozesssicher
montieren, die aufgrund nicht
zu beeinflussender Toleranzbrei-
ten sonst zu Problemen fiithren
wiirden.

Ein Beispiel sind etwa gegos-
sene Gehiuseteile, die ver-

electronicfab 4/2012

schraubt werden miissen Damit
die Oberflachen nicht oxidieren
und stets ein guter elektrischer
Kontakt sichergestellt ist, werden
die Gehéusehilften vernickelt.
Dabei lasst sich nicht verhindern,
dass sich in den Sacklochern
fir die selbstfurchende Ver-
schraubung mehr oder weniger
Nickel ablagert. Das fithrt dazu,
dass das Eindrehmoment stark
schwankt. Auch mit einem zwei-
stufigen Anzugsverfahren - der
Kombination von Drehmoment-
steuerung mit Weiterdrehen um
einen bestimmten Winkel - hat
man haufig kein Gliick. Denn
dann kann es vorkommen,
dass das Sollmoment erreicht
wird, der Schraubenkopf aber
noch nicht aufliegt. Eine hohe
Ausschussquote wire die Folge,
was nicht akzeptabel ist.
Losen lassen sich solche Pro-
bleme mit der neuen Gradien-
tenstrategie von Atlas Copco
Tools: Dabei wird als Steuergrof3e
nicht das Drehmoment erfasst,
sondern dessen Anderung im
Verlauf des Anziehens - der
Gradient. Charakteristisch fiir
den Moment der Kopfauflage ist
ein sehr steiler Anstieg — sprich

Gradient — des Drehmoments.
Sobald dieser einen vorab zu
ermittelnden Wert tibersteigt,
weifl man, dass die Schraube
eingedreht ist. Das grofie Plus
dabei ist, dass es nun keine
Rolle mehr spielt, ob wihrend
des Anzugs das Drehmoment
in einem grofleren Bereich
schwankt; ausschlaggebend ist
nur der Gradient. Das Drehmo-
ment dient aber weiterhin als
Kontrollgrofie.

Das Verfahren eignet sich fiir
alle Schraubfille, in denen das
Eindrehmoment Schwankungen
unterworfen ist — wie beim Ein-
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drehen von Gehauseschrauben
in teilvernickelte Gewinde.
Mit dem Gradientenverfahren
kann Rosenberger nach dem
Eindrehen der Schraube exakt
zum richtigen Zeitpunkt auf das
Anziehen um einen bestimmten
Drehwinkel um schalten - sobald
der Gradient die Kopfauflage
anzeigt. Sollte es dennoch zu
einem Durchdreher kommen,
kann dies das System erkennen,
weil das Winkelfenster nach
oben begrenzt ist. Und: Der
exakte Wert fur den Gradienten
ist mithilfe von Atlas Copco
schnell zu finden.
Elektroschrauber der Tensor-
SL-Baureihe von Atlas eignen
sich auch fiir sicherheitskri-
tische Schraubfille bei kleinen
Drehmomenten, da sich alle
Schraubdaten riickverfolgbar
dokumentieren lassen. Da es aber
eine Reihe weiterer Fille gibt, in
denen sich das Gradientenver-
fahren sinnvoll einsetzen ldsst,
will Rosenberger den neuen,
noch besseren Tensorschrauber
STR mit Power-Focus-4000-
Steuerung. Interessant ist das
flexibel einsetzbare Schraub-
werkzeug vor allem hinsichtlich
der Entwicklung neuer Produkte.
Und ein mobiles Messgerit
von Atlas Copco bietet noch
weitere Analysemoglichkeiten
hinsichtlich der Messung von
Drehmoment, Drehwinkel und
Vorspannkraft.

» Atlas Copco Tools Central
Europe GmbH
www.atlascopco.com

Die Schraubkurve bei Rosenberger Iisst Schwankungen und den
steilen Anstieg kurz vor Ende des Anzugs erkennen
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Sicher aufgehangt und gehalten

Werkstticktrdger fiir die Feinreinigung in Mehrkammer-Reinigungsanlagen

Die Platinen werden im Werkstiicktrdger ,aufgehdngt”. Ein speziell abgestimmter Deckel verhindert
beim Eintauchen in die Reinigungs- und Spiilbecken ein Aufschwimmen der Teile.

Ob bestiickte Platinen oder
Bauteile von Einspritzpumpen,
geht es darum in einem Feinrei-
nigungsprozess sehr hohe Rein-
heitsgrade zu erzielen, erfolgt
dieser haufig mit wasserbasie-
renden Medien in Mehrkam-
mersystemen. Diese so genann-
ten Umsetzeranlagen stellen
besondere Anforderungen an
die Werkstiicktrager.

Fur Feinreinigungsprozesse
werden Einzelteile meist genau
in einem Werkstiicktrager posi-
tioniert und mittels einer Hub-/
Senkeinrichtung durch die ein-
zelnen Bader der Mehrkammer-
anlage transportiert. Beim Ein-
tauchen der Werkstiicke in das
Bad kommt es zu einem Wider-
stand, durch den die Teile auf-
schwimmen oder ihre Position
verdndern konnen. Eine prozess-
sichere Reinigung ist dadurch
nicht mehr gewéhrleistet.

Werkstiicktrager fiir hochsensible
Platinen

Aus diesem Grund suchte ein
Hersteller von Lichtsystemen
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eine Werkstiicktragerlosung fiir
hochsensible, bestiickte Platinen,
von denen Flussmittel- und Lot-
reste abzureinigen sind. Die bei
Fahrzeugscheinwerfern einge-
setzten elektronischen Bauteile
sind etwa 75 mm beziehungs-
weise 70 mm lang, 25 mm breit
und 1,5 mm dick und sehr leicht.
Neben dem geringen Gewicht
bestand die Herausforderung
darin, dass die Oberflichen der
Platinen nicht beriihrt werden
diirfen. Mit diesen Anforderun-
gen wandte sich der Hersteller
an Metallform. Das Unterneh-
men entwickelt und fertigt Rei-
nigungsbehiltnisse als Stan-
dardsysteme und teilespezifi-
sche Sonderlosungen.

Um die unterschiedlich gro-
Ben Teile iiberhaupt handeln zu
konnen, nutzen die Konstruk-
teure von Metallform zwei kleine
Bohrungen, die bei beiden Pla-
tinen fiir die Montage vorhan-
den sind. Ausgehend davon ent-
wickelten sie einen Werkstiick-
trager mit Authangvorrichtun-
gen. Diese wurden so angeord-

net, dass 32 Teile gleichzeitig
behandelt werden konnen und

diese sich wihrend der Reini-
gung weder gegenseitig noch das
Reinigungsbehiltnis beriihren.
Um auch ein Aufschwimmen der
Platinen beim Eintauchen in die
Reinigungs- und Spiilbader zu
verhindern, wurde der Werk-
stiicktrager mit einem Deckel
ausgestattet. Dessen Konzep-
tion schliefit eine Berithrung
ebenfalls aus und gewdéhrleis-
tet die gute Zuginglichkeit der
Reinigungs- und Spiilmedien
zu den Teilen.

MaBgeschneidertes Reinigungs-
und Transportbehaltnis in einem

Mit den neuen Werkstiick-
tragern hat der Hersteller von
Lichtsystemen gleichzeitig eine
andere Aufgabe effizient gelost:
Sie werden eingesetzt, um die
Platinen sicher von der Fertigung
zur Montage zu transportieren.
Dies macht nicht nur einen bis-
her erforderlichen Umsetzvor-
gang iberfliissig, sondern ver-
hindert auch die dabei aufgetre-
tenen Beschddigungen der Teile.

Um deutlich gestiegene Rein-
heitsanforderungen fiir Bau-

Die bauteilspezifisch gestalteten Aufnahmen des Einsatzes ermigli-
chen eine exakt auf die Flutdiisen und Ultraschallkomponenten der
Reinigungsanlage abgestimmte Positionierung der Werkstiicke.
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Durch die bauteilspezifisch gestalteten Aufnahmen werden die Werkstiicke wihrend der Reinigung in
vertikaler Position und dem Transport in horizontaler Position sicher gehalten. Fotos: Metallform Wiichter.

teile von Einspritzpumpen zu
erfiillen, investierte ein inter-
national titiger Automobil-
zulieferer in neue Werkstiick-
trager. Ziel war, das Potenzial
der bestehenden Reinigungs-
anlage optimal auszuschopfen.
Metallform konzipierte dafiir
ein System, das aus einem auf
die Umsetzereinrichtung der
Reinigungsanlage angepassten
Auflengestell und einem Einsatz
besteht. Letzterer verfiigt tiber
bauteilspezifisch gestaltete Auf-
nahmen, die eine exakt auf die
Flutdiisen und Ultraschallkom-

ponenten des Reinigungssystems

abgestimmte Position der Werk-
stiicke ermoglichen. Gleichzei-
tig werden die Teile trotz hoher
Flutleistung und starkem Ult-
raschall sicher gehalten. Neben

einem anforderungsgerechten

Reinigungsergebnis bietet diese

Losung hohe Zukunftssicherheit.
Denn eine neue Teilegeneration

macht lediglich den Austausch

der teilespezifischen Einsitze

erforderlich.

Bei einem weiteren Projekt

dieses Automobilzulieferers war
es der vor Riickverschmutzung

geschiitzte Transport der Bau-
teile, der das Anforderungs-
profil fir die Werkstiicktriger
erganzte. Die Teile werden eben-
falls als gesetzte Ware in einer
Umsetzeranlage mit mehreren
Kammern gereinigt. Dafiir ent-
wickelte Metallform Werkstiick-
trager mit teilespezifisch gestal-
teten Aufnahmen. Sie gewédhr-
leisten sowohl wahrend des Rei-
nigungsprozesses, in dem die
Reinigungsbehiltnisse verti-
kal eingesetzt werden, als auch
beim Transport in horizonta-
ler Position den sicheren Halt

der Werkstiicke. Ein spezieller
Rahmen aus Blechen erméglicht
das Ubereinanderstapeln der
Werkstiicktrager und schiitzt
die Teile vor Riickverschmut-
zung wihrend des Transports
in einen Reinraum.

Das Material — rostfreier
Edelstahl

Wie alle Reinigungsbehalt-
nisse von Metallform werden
auch diese Werkstiicktriger-
losungen aus rostfreiem Edel-
stahl-Runddraht mit elektropo-
lierter Oberflache gefertigt. Der
runde, glatte Draht gewéhrleis-
tet die gute Zugénglichkeit der
Medien und Verfahrenstech-
nik, beispielsweise Ultraschall,
zu den Teilen, minimiert Ver-
schleppungen und reduziert die
Trocknungszeit.

Dariiber hinaus verhindert das
hochwertige Material Riickver-
schmutzungen der Teile durch
das Behiltnis und sorgt fiir eine
lange Lebensdauer der Werk-
stiicktrager. Dazu tragt auch die
sorgfaltige Verarbeitung bei. So
erfolgt beispielsweise die Ver-
schweiflung stumpf, sodass kei-
nerlei scharfe Ecken und Kan-
ten vorhanden sind.

» Metallform Wichter GmbH
www.metallform.de

Volumenleitfahige ESD-Beschichtung

Mit StoPox KU 613 ist eine Epoxidharzbeschichtung auf dem
Markt, die alle gdngigen ESD-Normen ohne eine zusétzliche
Versiegelung erfiillt. Des Weiteren zeichnet sich das Produkt
durch seine hochwertig glinzende Oberfliche und den gerin-
gen Verbrauch aus. Elektronikindustrie, Halbleiter- und Mikro-
chip-Produktion, Kliniken (OP), explosionsgefihrdete Hal-
len - tiberall, wo elektrostatische Aufladung eine Gefahr dar-
stellt, schiitzen (ab)leitfahige Boden. Die Epoxidharzbeschich-
tung StoPox KU 613 erginzt optimal das Spektrum der leit-
fahigen Beschichtungen von StoCretec. Ein innovativer Fiill-
stoff verleiht dem Material einen ,volumenleitfahigen“ Cha-
rakter, welcher hervorragende ESD-Eigenschaften garantiert.
Der vollstindige Verzicht von Kohlenstoftfasern als Leitmittel
fithrt aulerdem zu einer sehr homogenen Oberflichenoptik.
Farbtonvielfalt, gerade auch bei hellen Farbtonen, sowie eine
hohe Abriebsbestindigkeit sind weitere Besonderheiten. Das
zweikomponentige Epoxidharz wird vorwiegend auf minera-
lischen Untergriinden im Neubau oder Sanierungsfall einge-
setzt. Neben der Standardvariante ist es moglich, StoPox KU
613 als Strukturbelag zu verarbeiten.

» StoCretec GmbH, www.stocretec.de
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Lieferprogramm komplettiert

Mit der CL430 komplettiert Systronic seine Serie der Einkammer-
Spriihreinigungsanlagen und reagiert auf den immer wiederkehrenden
Kundenwunsch nach einer Multifunktionsanlage.

L

-

= -

I

Bild 1: HeiBlufttrocknung ermdéglicht den in der CL430 gereinigten

Teilen umgehenden Einsatz.

Die CL430 basiert auf der
bewdhrten Schablonenreini-
gungsanlage CL420. Ihre drei
Tanks mit komplett getrennten
Kreisldufen ermdglichen es dem
Anwender die Anlage mit ver-
schiedenen Reinigungsmedien,
bzw. unterschiedlichen Reini-
gungsprozessen parallel inner-

halb einer Anlage zu betreiben.
Erstmals besteht jetzt die Mog-
lichkeit sowohl Schablonen von
Paste und Kleber zu reinigen, als
auch beispielsweise Lotrahmen
und Vorrichtungen von einge-
brannten Flussmittelresten zu
befreien. In der CL430 kénnen
durch die komplett getrennten

Die CL4-er Serie im Uberblick:

CL 410: Kostengiinstige Reinigungsanlage fiir Schablonen,

Fehldrucke, Rakel.

Bestens geeignet fiir kleine bis mittlere Durchsétze. Bei Bedarf
problemlos aufriistbar zur CL420.

CL420: vollautomatische 2-Tankanlage fiir mittlere bis hohe
Durchsitze. Schnelle Prozesszeit, sehr gute

Trocknung, extrem leise, hochwertig verarbeitet.

CL 420-D: Doppelkammeranlage zur Reinigung von jeweils
zwei Schablonen in einem Prozess.

CL430: Reinigungsanlage mit drei Tanks (getrennte Kreis-
ldufe) zur Verwendung als Multifunktionsanlage

y

Kreislaufe beispielsweise Lot-
rahmen- und Vorrichtungen,
oder einseitig bestiickte Fehl-
drucke alkalisch gereinigt und
anschlieflend mit VE-Wasser
gespiilt werden.

Auflerdem lassen sich Scha-
blonen und unbestiickte Fehl-
drucke mit einem ph-neutra-
len Medium reinigen, bei dem
auf eine Spiilung verzichtet wer-
den kann.

In den herkémmlichen Anla-
gen sind diese komplett ver-
schiedenen Reinigungsaufga-
ben aufgrund der unterschiedli-
chen Anforderungen an die Fil-
tration und die Reinigungsme-
dien nicht oder nur sehr bedingt
durchfiihrbar.

Diese Moglichkeiten minimie-
ren die Reinigungskosten fiir die
Anwendung extrem, da sich der
Einsatz angepasster Reinigungs-
chemie auf die entsprechende
Anwendung schnell amortisiert.
Beispielsweise konnen die um
Faktor 10 teureren Schablonen-
reiniger mit den giinstigen War-
tungsreinigern in dieser Anlage
kombiniert werden.

Dank der extrem eflizienten
Heif8lufttrocknung sind die in
der CL430 gereinigten Teile
umgehend wieder einsatzbereit.

» Systronic Produktions-
technologie GmbH & Co. KG
www.systronic.de

Bild 2: Komplett getrennte Kreisliufe ermoglichen den Einsatz

verschiedener Reinigungsmedien.
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Laminar Flow Box und Reinraumzelle

In der industriellen Ferti-
gung, Veredelung und Verpa-
ckung sowie in Wissenschaft
und Forschung spielt eine sau-
bere — d.h. partikel- und keim-
freie - Umgebung eine immer
wichtigere Rolle. Es werden des-
halb Reinrdume eingerichtet,
deren Anschaffung und Unter-
halt mit hohen Kosten verbun-
den sind. Oftmals ist es jedoch
nicht notwendig, solch teure und
technisch aufwindige Riume zu
gestalten. Oft reicht es aus, nur
fiir einen bestimmten Teilbe-
reich Reinraumbedingungen
zu schaffen.

Fir die Ausstattung von Teil-
bereichen mit Reinraumbedin-
gungen ist die Spetec Flow Box
FBS konzipiert. Mithilfe einer
Laminar Flow Box ist es mog-
lich, genau dort Reinraumbe-
dingungen zu schaffen, wo sie
gerade bendtigt werden. Die
effektive Reinraumflache kann
je nach Grofle der Box zwischen
0,24 und 1,12 m? liegen.

Fiir die Herstellung der Flow
Box FBS werden nur hochwertige
Materialien, wie Acrylglas und
Edelstahl, verwendet. Metall-
teile sind saurefest kunststoft-
beschichtet. Dadurch ist die Spe-
tec Flowbox FBS fiir den Ein-
satz im Chemischen Laborato-
rium geeignet.

Die Flow Box besitzt ein Fil-
ter des Typs H14, das 99,995%
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aller Partikel mit einer Grofie
iber 0,5 um zuriickhalten kann
(EU 14). Fur Partikel >0,21 um
betrigt der Grad der Riickhal-
tung immer noch 99,95% . Hier
betragt der Isolationsfaktor 103,
d.h. die Luftqualitét in der Flow
Box wird gegeniiber der Umge-
bung um das 1.000-fache ver-
bessert. Bei grofieren Partikeln
kann sogar eine Verbesserung
um das 90.000-fache erzielt
werden. Bei einer Stromungsge-
schwindigkeit von 0,45 m/s wird
der Luftstrom laminar, d.h. die
Luft flie3t in parallelen Strom-
linien nach unten.

Eine weitere Vatiante einer
individuellen Reinraumlésung
ist die Reinraumzelle.

Sie besteht aus eloxierten Alu-
miniumprofilen und kann in
jedem Labor, jeder Produktions-
halle und in jedem Biiro aufge-
baut werden, ohne dass bauliche
Mafinahmen getroffen werden
miissen. Ein kompletter Rein-
raum-Arbeitsplatz lasst sich in
der Reinraumzelle installieren.

Die Zelle selbst wird von
einem PVC-Streifenvorhang
umrahmt, sodass eine abge-
schlossene Einheit entsteht.
Durch die Profiltechnik kann
die Grofie frei gewiahlt werden.

Uber die Zusammenstellung
von verschieden groflen Lami-
nar-Flow-Modulen kann die
effektive Reinraumfldche varia-

bel bestimmt werden. Selbst Fer-
tigungsstralen oder Flieban-
der konnen in die Reinraum-
zelle integriert werden.

Die Spetec-Reinraumzelle fin-
det ihre Anwendung speziell
bei der Endmontage von Dis-

plays bzw. von staubempfind-
lichen mechanischen und elek-
tronischen Komponenten.

»Spetec GmbH
spetec@spetec.de
www.spetec.de

Explosionsgefahr.

Damit kein

kommt...

StoCretec GmbH
GutenbergstraBe 6

65830 Kriftel

Technisches InfoCenter
Telefon 06192 401-104
info.stocretec.de@stoeu.com
www.stocretec.de

StoCretec I Bewusst bauen.

Chip zu Schaden

Mikrochip-Produktion, Feinelektronik,

Vermeiden Sie Schaden durch
elektrostatische Entladung!

-
lh.
. ]

Ableitféhige Bodenbeschichtungen von StoCretec
vereinen in sensibler Umgebung
ESD- und Personenschutz.

sto mrm




Auf dem Weg zum Mars

Waschkorbsysteme und Werkstticktrdger fiir Teilereinigung und Simulationstechnik

Bild 1: Werkzeugtrdger fiir die Weltraum-Simulationstechnik
ermaglichen zerstorungsfreie und verlustlose Qualitdtspriifungen.

LK Mechanik, ein fiithren-
der Hersteller von Werkstiick-
Waschkorben fiir die Teilereini-
gung, prasentiert auf der parts-
2clean nicht nur innovative Bau-
kastensysteme und Kleinteile-
Korbchen, sondern auch High-
Tech-Werkstiicktrager fiir die
Weltraum-Simulationstechnik.

Evaluations- und
Qualitétspriifungen

Wihrend das Forschungsfahr-
zeug ,,Curiosity® bereits auf dem
Mars herumfahrt, kiindigen sich
bereits die nachsten Missionen
von NASA und ESA an: 2018 soll
sich der Mars-Rover ,,Exomars®
auf den Weg machen und zur
Vorbereitung dieser Reise wol-
len die Weltraum-Organisati-
onen schon zwei Jahren zuvor
einen Orbiter ins All schicken.
LK Mechanik zéhlt zu den Fir-
men, die an diesen Zukunftspro-
jekten beteiligt sind. Das Unter-
nehmen realisierte fiir einen
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Hersteller von Elektronik-Bau-
teilen spezielle Werkzeugtrager
fiir den Einsatz in der Weltraum-
Simulationstechnik.

Erst diese hochgenau gefer-
tigten Magazine ermoglichten
es, winzige Elektronik-Kompo-
nenten zerstorungsfrei und ver-
lustlos den notwendigen Evalu-
ations- und Qualititspriifun-
gen der Raumfahrt zu unter-
ziehen. Dazu gehoren beispiels-
weise Temperaturschock-Tests,
bei denen in den dafiir einge-
setzten Simulationsschranken
extreme Klimabedingungen
mit heftigen Luftbewegungen
erzeugt werden.

Die flachen Werkstiickmaga-
zine aus einer speziellen Edel-
stahl-Legierung verhindern
dabei, dass die oft nur wenige
Millimeter grofien Kondensa-
toren oder Widerstinde in die-
sen ,Kiltestiirmen® unkontrol-

Hochprézise Ausfiihrung

LK Mechanik fertigt drei Ver-
sionen dieser Werkstiicktra-
ger mit verschiedenen Gréfien
und Hohen. Stets handelt es
sich dabei um eine dreiteilige
Konstruktion aus zwei Rahmen
mit Maschengewebe, zwischen
die ein Mittelelement mit Ein-
legefachern fiir die Kleinteile
geschraubt wird. Die Trager sind
hochprizise ausgefithrt, sehr
stabil und erfiillen drei Funk-
tionen: Sie fixieren die Klein-
teile, ermdglichen die gefor-
derte Luftzirkulation und set-
zen die Priiflinge iiber viele Zyk-
len den beabsichtigten Tempe-
raturschocks aus. Auflerdem ist
jeder Werkzeugtrager und jedes
Einlegefach mit einer fortlau-
fenden Nummer laserbeschrif-
tet, um die exakte Dokumen-
tation der Testlaufe zu gewdhr-
leisten. Realisieren ldsst sich
eine solche High-Tech-Losung
nur mit modernen Fertigungs-
methoden: CNC-Bearbeitungs-
zentren unter anderem fiir das
Laserfeinschneiden und Laser-
schweiflen von diinnen Edel-
stahlblechen. Schnittspalte von
gerade mal 20 pm, Stegbreiten
von nur 0,05 mm und Bohrun-
gen mit Durchmesser von 0,10
mm sind da kein Problem.

Basierend auf seiner hohen
Entwicklungs- und Fertigungs-
kompetenz ist LK Mechanik stets
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auch ein gesuchter Partner, wenn
innovative Triger- und Behil-
tersysteme fiir die industrielle
Teilereinigung benotigt werden.

Universeller Einsatz

Das Einschubsystem fur
Waschkorbe ist eine raumop-
timierte Losung fiir den Ein-
satz in der automatisierten
Teilereinigung. Es besteht aus
zwei Rahmengestellen in zwei
Baugroflen, in das sich Wasch-
korbe verschiedener Grof3e mit
unterschiedlichen Maschenge-
weben einschieben lassen. Auf
diese Weisen konnen in einem
einzigen Waschgang verschie-
dene Werkstiicke unterschied-
licher Dimensionen gereinigt
werden. Das spart Zeit, Platz,
Material und Energie.

Der Anwender hat die Wahl
zwischen Zwei- oder Vier-Fach-
Rahmengestellen, vier Typen
von Einschub-Waschkorben und
drei Maschenweiten (0,5 mm,
1,0 mm, 2,5 mm). Je nach Geo-
metrie, Variantenvielfalt und
Stiickzahl der Werkstiicke ldsst
sich das Baukastensystem opti-
mal an wechselnde Einsatzfille
anpassen.

Wir stellen aus:
parts2clean: Halle 1, Stand B209

» LK Mechanik GmbH
info@lk-mechanik.de
www.lk-mechanik.de

liert umher fliegen und Scha- Bild 2: Einschubsystem fiir Waschkdrbe fiir die automatisierte

den nehmen.

Teilereinigung
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Kontrolle durch Inspektion und Probenahme

iy
iy e

-

I' [—

Einstellungen
und Mess-Prii-
fergebnisse im
Uberblick hat.
Die Software
ist Inline fahig,
d.h. sollte sich
eine Messkette
bewahrt haben
oder soll eine
100 % Prifung
realisiert wer-

den, kann diese
direkt in die
Produktion inte-

Inspektions-Befehlssatz als
Komplettsystem

EVT présentiert jetzt mit
ChipEye 5Side den ChipControl-
Befehlssatz mit 5 Side Inspection
als Komplettsystem.

Die EVT hat neben der Soft-
warelosung ChipControl, die
einen spezialisierten Befehlssatz
fir die Instpektion der unter-
schiedlichsten Halbleiterbau-
teile enthilt, jetzt das ,,Ready-to-
Use“-System ChipEye 5Side, das
direkt in die Maschine eingebaut
werden kann. Damit lassen sich
mit den bereits bewdhrten Befeh-
len die unterschiedlichsten Auf-
gabenstellungen 16sen. Hierzu
zéhlen unter anderem die Pinl-
Inspektion, Koplanaritit, Krat-
zer und vieles mehr.

Mit dem 5-Seiten-Einschub
von ChipEye kann ein Bauteil
von der Oberseite und den vier
anderen Seiten aus aufgenom-
men und ausgewertet werden.

Der robuste Aufbau des Ein-
schubs und die leistungsfa-
hige Kamera mit 5 Megapixel
ermoglichen es, die kleinsten
Fehler zu detektieren und z.B.
die Pin Gap auf das Mikrome-
ter zu vermessen.

Je nach Aufgabenstellung kann
der Funktionsumfang der Soft-
ware auf eine Aufgabenstellung
angepasst werden, sodass z.B. ein
spezieller VisionSensor fiir die
Koplanaritétspriifung entsteht.
Dieser kann unter der Typbe-
zeichnung ChipEye Coplana-
rity fertig gekauft werden. Samt-
liche Komponenten, von der
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Beleuchtung iiber die Optik und
der Kamera, sowie die Software
sind dabei enthalten. Die Para-
metrierung des Systems basiert
auf einer einfachen Drag&Drop-
Losung, wie dies bereits von der
EVT Software als Standard zur
Verfiigung gestellt wird.

Zudem steht fiir den Maschi-
nenanwender fiir die Kontrolle
der Priifausfithrung sowie die
Feinjustierung ein integrierter
Webserver zur Verfligung, tiber
welchen die Parameter fiir den
jeweiligen Sensor dann ganz
einfach von jedem Browser aus
gesteuert und modifiziert wer-
den kénnen.

Und mit dem Weblnter-
face gibt es eine leicht zu ler-
nende und dennoch leistungs-
fahige Benutzeroberfliche, die
auch mit geringstem Aufwand
an die jeweilige Landessprache
und die Zeichensitze angepasst
werden kann.

EyeProfile - der digitale
Profilprojektor mit EyeVision-
Software

EyeProfile ermittelt samtliche
in der Messkette abgelegten
Maf3e, berechnet diese und zeigt
im Abweichungsfall jeden Feh-
ler an. Durch die Ankopplung
an Datenbanken und Tabellen-
kalkulationen oder optional an
ein SPC-System (QDas) werden
die gemessenen Werte automa-
tisch protokolliert. Jede erstellte
Messkette kann einem Webinter-
face zugeordnet werden, so dass
der Anwender die notwendigen

griert werden.
Auch schnelle
Produktionen mit 80 Teilen
pro Sekunde stellen kein Pro-
blem dar.

Mit der EasySelect-Option
erkennt EyeProfile automatisch
das Bauteil wenn es auf der Priif-
flache liegt, wahlt die
richtige Messkette aus
und fithrt die Priifung
vollautomatisch durch.

Die ermittelten Mes-
sungen werden direkt
zum QS-Rechner tiber-
tragen; ein optionaler
Drucker kann einen
Messbeleg ausdrucken.
EasySelect erlaubt es
auch ungeschultem
Personal die Stichpro-
benmessungen durch-
zufithren. Selbst bei
geschultem Personal
garantiert EasySelect
und EyeProfile eine
gleichbleibende Mes-
sung unabhingig vom
Mitarbeiter und dessen
Tagesform.

EyeProfile ist in
verschiedenen Mess-
feldern und Genau-
igkeiten verfiigbar,
beginnend bei 70 x
60 mm und einer
Genauigkeit von 2 pm
als Standard. Es ist aber
auch moglich kleinere
oder grofiere Priiftelder
zu bekommen mit
hoheren oder kleineren
Genauigkeiten.

Die Erstellung der
Messketten erfolgt
komplett per Drag-

and-Drop. Neben der Standard
Benutzeroberflidche stehen auch
diverse Moglichkeiten zur Ver-
fiigung um angepasste Benutzer-
oberflichen zu erstellen. Durch
das Webinterface stehen samt-
liche Daten iiberall per Web-
browser ebenfalls zur Verfiigung.

Ein umfangreiches Dienst-
leistungsangebot vereinfacht
die Einfithrung von EyeProfile;
die EVT bietet Schulungen, aber
auch die Erstellung von kom-
pletten Messketten mit kunden-
spezifischen Benutzerinterfaces
an. Daneben ist ein umfang-
reicher Support gewéhrleistet;
natiirlich auch online Support
per Internet.

» EVT Eye Vision Technology
GmbH
www.evt-web.com




Videoskop mit 2,4 mm Durchmesser

Qualitatssicherung essssssssEEEEEEEE——————

Das neue IPLEX TX von Olympus ist das weltweit erste und einzige abwinkelbare Videoskop mit
einem Einfiihrungsteil (Sonde), welches einen Durchmesser von nur 2,4 mm bietet. Damit werden

Sichtpriifungen im Inneren von Objekten mit sehr kleinen Offnungen méglich.

Mit der Kombination aus detailgetreuen Bildern und
ausgezeichneter Widerstandsfihigkeit ist das IPLEX TX ein ideales

Videoskop fiir Routineinspektionen.

Komfortable Funktionen

Das IPLEX TX ist mit einer
anwenderfreundlichen Zwei-
fach-Abwinklungssteuerung
ausgestattet und schafft damit
die Voraussetzung fiir eine
sehr kurze Reaktionszeit der
Abwinklung.

Diese Steuerung ermoglicht
ebenfalls eine akkurate Positi-
onierung des Einfithrungsteils
im Inneren von Objekten mit
komplizierten Strukturen.

Das innovative Bedienkon-
zept garantiert dem Anwender
ein ermiildungsfreies Arbeiten
auch bei langen Inspektionsein-
sitzen. Dazu zdhlen Routine-
untersuchungen von Gusstei-
len, GiefSformen und anderen
Teilen mit kleinsten Inspekti-
onsoffnungen.

Das Einfiihrungsteil ist mit
einer Auflenummantelung aus
mehrschichtigem Kunstharz und
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Edelstahl ausgestattet, welcher
eine 200-fach hohere Abriebfe-
stigkeit als herkommliche sehr
dinne Fiberskope bietet. Das
Material halt den anspruchs-
vollen Anforderungen eines dau-
erhaften Einsatzes stand.

Bilder und Filme

Das IPLEX TX ermdglicht
die Darstellung von auflerge-
wohnlich hellen und brillanten
Bildern, welche die Qualitat
herkdmmlicher Fiberskopauf-
nahmen deutlich tbertreffen.
Diese hohe Bildqualitat wird
dank der innovativen Bildver-

Mit einem Durchmesser von nur
2,4 mm erreicht das

flexible Einfiihrungsteil

beinahe jeden engen oder schwer
zugdnglichen Bereich, der visuell
auf Defekte zu iiberpriifen ist.

arbeitungstechnologie WiDER
moglich, da diese Technologie
den Halo-Lichteffekt (Lichtfle-
cken) bei der Inspektion von
metallenen Objekten reduziert.
Dies erleichtert wiederum die
Erkennung von Anormalititen
und verbessert die Qualitidt und
Effizienz der Inspektionsarbeiten.

Das IPLEX TX ist mit einem
6,5 Zoll grofien LCD-Monitor
ausgestattet, der eine prazise
Anzeige von kleinsten Defekten
bietet.

Dank eines effizienten Bild-
verwaltungssystems ist es dem
Anwender moglich, die ange-
zeigten Bilder hochauflosend
oder MPEG4-Filme auf einem
USB-Stick zu speichern. Wei-
terhin verfiigt das IPLEX TX
iber eine Texteingabefunk-
tion, mit dessen Hilfe Titel fiir
die Berichterstellung hinzuge-
fligt werden konnen und dank
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OmniPC Software fiir das Phased-Array-Priifgerdt OminScan

Olympus bietet ab sofort die
speziell fiir das Phased-Array-
Priifgerat OmniScan entwi-
ckelte Software OmniPC an.
OmniPC ist eine Software, die
umfangreiche Funktionen fiir
die Analyse von Priifdaten bie-
tet, welche mit dem OmniScan
erfasst wurden. OmniPC stellt
eine kostengiinstige Alterna-
tive dar, da die Analyse der
Priifdaten auf einem PC und
nicht auf dem OmniScan selbst
durchgefiihrt wird. Ein bedeu-
tender Vorteil besteht darin,
dass das OmniScan ausschlief3-
lich zur Priifung von Metallen,
Verbundstoffen, Kunststoffen
und Keramik auf nicht sicht-
bare Risse, Hohlstellen und

andere interne Fehler einge-
setzt werden kann. Datener-
fassung und -analyse erfolgen
zeitgleich, wodurch die Effizi-
enz erhoht und die Dauer des
Priifvorgangs reduziert wird.
OmniPC ist fiir den Priifer
leicht erlernbar, da die Benut-
zeroberfliche dem Datenana-
lyseprogramm des OmniScan-
Priifgerdtes sehr dhnlich ist.
Intuitive Tastaturkombinati-
onen wurden erginzt und die
Zeitersparnis bei der Datenana-
lyse auf diese Weise deutlich
gesteigert. OmniPC bietet zahl-
reiche Analysefunktionen des
OmniScan, wie Daten-, Refe-
renz und Messcursor zur Feh-
lergrofenbestimmung sowie

die Erstellung von Priifbe-
richten. Dem Priifer stehen
die gleichen Werkzeuge und
Funktionen zur Verfiigung,
die fir das Erstellen von Feh-
lertabellen und ausfithrlichen
HTML-Berichten genutzt wer-
den. OmniPC verfiigt iiber
eine umfangreiche Messpara-
meterdatenbank fiir Trigome-
trie, Fehlerstatistiken, Infor-
mationen zur volumetrischen
Position und Priifnormen ent-
sprechenden Annahmekrite-
rien. All dies macht OmniPC
zu einer leicht zu bedienenden,
um zahlreiche dynamische
Funktionen erweiterten Soft-
ware zur Analyse der Omni-
Scan-Priifdaten. Fiir zahlreiche

zerstorungsfreie Priifverfahren,
etwa fir Verbundwerkstoft-,
Korrosions- und Schweif3-
nahtpriifung mit bis zu drei
Gruppen ist OmniPC die per-
fekte Ergdnzung zum Omni-
Scan. Fiir gehobene Anspriiche
bietet Olympus das Software-
paket TomoView an, welches
tiber erweiterte Funktionen
wie die Priifung mit mehr als
drei Gruppen, Zusammenle-
gen von Daten oder Gruppen
und benutzerdefinierte Lay-
outvorlagen verfiigt.

» Olympus Deutschland
GmbH

ims@olympus.de
www.olympus.de/Industrie

derer eine effiziente Bildzuord-
nung moglich ist.

Robust und handlich

Dieses robuste Gerit ist staub-
fest, spritzwassergeschiitzt und
entspricht der Norm IP55. Damit
wird selbst in extremen Priiffum-
gebungen eine verlassliche und
reproduzierbare Inspektion er-
moglicht. Das Einfithrungsteil
(verfiigbar in der Lange 1,2 m)
lasst sich unkompliziert durch
den Anwender selbst abneh-
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men/austauschen. Das System
mit dem kompakten, tragbaren
Gehéuse und dem integrierten
Lithium-Ionen-Akku ermog-
licht eine einfache Handhabung.

Das IPLEX TX ist das ideale
Geridt, um Inspektionen in
engen Pruf- und anspruchs-
vollen Testumgebungen durch-
zufiihren. Mit seiner kompakten
GrofSe und der weltweit kleinsten
abwinkelbaren Endoskopsonde
ist es die perfekte, echte Video-
skoplosung.

Weit reichende Zielmarkte

Mit der Einfithrung des indus-
triellen Videoskops IPLEX TX
setzt Olympus neue Maf3stabe
in der Sichtpriifung. Die Kom-
bination aus Bedienerfreund-
lichkeit und innovativen Funk-
tionen, macht aus dem robusten
und mobilen Gerit ein wichtiges
Hilfsmittel fiir eine Vielzahl von
Anwendungen und Inspektionen,
die sich in vielen Zielmarkten
wiederfinden konnen:

o Prizisionsguss

o Komponenten fiir die Auto-
mobilindustrie

« Hydraulik

« Endbearbeitung

o diinne Rohre

« elektronische Komponenten

o Micro-Maschinen/miniaturi-
sierte Komponenten

» Olympus Deutschland

GmbH

ims@olympus.de

www.olympus.de/Industrie
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Sichtprifung ohne Computer

Arbeitsabstand von 180
mm ermoglicht sogar
Reparaturarbeiten unter
der Optik. Die maxi-
male Tiefenschirfe von
75 mm halt den Prif-
ling praktisch immer
im Fokus. Zoomstellung
und Blende sind arretier-
bar, dies gewihrleistet
reproduzierbare Einstel-
lungen bei hoher Tiefen-
schirfe. Die sehr schnelle
HD-Kamera (60 Bilder/s)
besitzt einen hochwer-
tigen CCD-Chip. Uber
den HDMI-Ausgang
wird sie direkt an einen
16:9-Monitor angeschlos-
sen. Ein Computer ist
nicht erforderlich.

Das All-Inclusive-
Paket enthilt bereits
einen 23-Zoll-Flachbildschirm.
Um den Platzbedarf zu minimie-
ren, kann alternativ ein 10-Zoll-

Die Makro-Station HD II
der Optometron GmbH ist ein
vielseitiger Arbeitsplatz zur

Sichtpriifung. Das hochauflo-
sende 10x-Zoomobjektiv ver-
groflert von 6x bis 60x. Der

Neue kapazitive Positionssensoren

IBS Precision Engineering
ist européischer Vertreter und
Vertriebspartner des amerika-
nischen Unternehmens Lion
Precision, das drei neue kapazi-
tive Positionssensoren mit ver-
groflertem Messbereich ent-
wickelt hat. Neue Konstrukti-
onstechniken, kombiniert mit
einem gedndertem Design, fith-
ren zu schmaileren sowie lan-
geren Sensoren mit erhohter
Langzeitstabilitdt, verbesserter
Auflésung sowie verringerter
Temperaturdrift.

Der neue Sensor C3 mit
3 mm Durchmesser erweitert
den Messbereich bis auf 10 um
mit einer Auflosung besser als
1 nm. Der nur 15 mm lange
Sensor C3R besitzt einen recht-
winkligen Kabelausgang und
eignet sich bestens bei beengten
Einbauverhaltnissen, z.B. in
Lagern. Am anderen Ende der
Skala vergrofiern die 43 mm
langen Sensoren C18 und C25
mit 18 bzw. 25 mm Durch-

messer den Messbereich auf 5
bzw. bis auf 12,5 mm bei einer
Auflésung besser als 125 nm.
Kapazitive Sensoren erfassen
die Kapazititsinderung zwi-
schen der Sensoroberfliche und
dem leitfahigen Messobjekt.
Bei dieser Methode der Posi-
tionsmessung bleiben Grofle
des Sensors und des Messob-
jektes sowie das dielektrische
Medium Luft konstant, die ein-
zige Variable ist der Abstand.
Alle Kapazititsanderungen
stammen daher von der Posi-
tionsdnderung des Messob-
jekts relativ zum Sensor.
Kapazitive Sensoren arbeiten
berithrungslos, vermeiden
dadurch die Gefahr der
Beschiddigung von Sensor
oder Messobjekt und bieten
ein beeindruckendes dyna-
misches Ansprechverhalten
mit besserer Messauflosung
als Kontaktsensoren. Speziell
die Halbleiter-, Luftfahrt- und
Automobilindustrie sowie die

a

gesamte Metallverarbeitungs-
industrie wenden kapazitive
Sensoren zur Priifung in der
Prozesskontrolle und der
Produktionsiiberwachung
an. Der Treiber CPA100 als
Auswertelektronik fiir kapazi-
tive Sensoren unterstiitzt die
Messung von Abstinden mit
hochster Prizision bis in den

Monitor eingesetzt werden. Das
industrietaugliche Alu-Sta-
tiv besitzt einen schwenkbaren
Kameraausleger, der die seitliche
Betrachtung von Priiflingen er-
moglicht. Eine regelbare LED-
Ring-Beleuchtung komplettiert
den Video-Arbeitsplatz.

Das modulare Videosystem
ist erweiterbar: mit dem Pola-
risations-Set zur Anwendung
bei glinzenden Oberflichen,
einem segmentierten LED-Ring
zur seitlichen Beleuchtung, Fix-
Objektiven fiir wiederkehrende
Aufgabenstellungen, manuellen
Kreuztischen bis zu 75 x 50 mm
Verfahrbereich sowie kunden-
spezifischen Stativen. Ist eine
Bilddokumentation erforder-
lich, wird die Makro-Station mit
einer USB-Kamera und Software
ausgestattet.

» Optometron GmbH
www.optometron.de

=

L

Sub-Mikrometerbereich und
hoher Reproduzierbarkeit. Die
drei neuen Sensoren vergro-
Bern die Einsatzmaoglichkeiten
dieses Treibers durch den
erweiterten Messbereich.

» IBS Precision Engineering
Deutschland GmbH
www.ibspe.de
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Test und Charakterisierung von Bauelementen

Die Firma uwe electronic bietet jetzt fiir
den Semiconductor-Markt auch Produkte
zum Test und zur Charakterisierung von
elektronischen Bauelementen an. Mithilfe
von individuell angepassten Temperierein-
heiten konnen Temperaturbereiche zwi-
schen -55 bis +250 °C am Device erzeugt
werden. Dieser Temperaturbereich ist auch

bei Abwérme durch das Device bis zu 100 W
realisierbar. Mittels der innovativen Direct
Touch Technology von Well-CTI werden
dabei hohe thermische Ubertragsgeschwin-
digkeiten erreicht, und es wird eine exakte
Temperierung des Device moglich.
Exzellente Temperaturgenauigkeiten und
-stabilititen werden durch den Einsatz von

Y.Cheetah

Erleben Sie Brillanz!

hochprizisen Temperatursensoren und PID-
Temperaturreglern erreichbar.

Durch die individuelle und direkte Tem-
peraturzufithrung erfahren Device und Test-
Board nur geringe thermische Belastungen.

» uwe electronic GmbH
www.uweelectronic.de

B Belegen Sie lhre Ergebnisse mit brillanten Rontgenbildern

B Losen Sie lhre Prufaufgaben schnell und muhelos

B 1-click Bedienung

Besuchen Sie uns auf der

tronica Minchen
E|e?3. - 16. November 2012

m
VO Halle 1, Stand 260

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
YXLON International GmbH

Essener Bogen 15

22419 Hamburg, Deutschland

Telefon +49 40527 29-101

oder besuchen Sie uns auf unserer
Website www.yxlon.de

O
YXLON

Technology with Passion



eEssssssssssssssmmmmmme Qualitatssicherung cassssssssssss———————

Innovative, kompakte Losung
fur das Temperaturcycling

In der Entwicklung, Qualitdtsiiberwachung und -sicherung sowie in der Fertigung ist die
Priifung von Elektronik aller Art bei unterschiedlich schnell wechselnden Temperaturzyklen ein
sehr wichtiger und somit hdufig vorkommender Test.

cycling, die nur etwa ein Drittel
der Investition fiir sonst tibliche
konventionelle Airstreamer ver-
langt, ist das Uberstreichen die-
ser weiten Temperaturspanne
ohne jedwede Kiihlfliissigkeit
oder verwirbelter Luft. Kiihlfliis-
sigkeit (Flussigstickstoff) kann
bekanntlich eine lastige Quelle
unerwiinschter Storungen sein,
weil hier zum einen das Hand-
ling kritisch ist und eventuelle
Lecks durchaus in der Versor-
gungsleitung auftreten und Bau-
teile oder teures Priifequipment
beschéddigen konnen.

Der praktisch tiberall einsetz-
bare FlexTC misst 420 x 320 x
220 mm’® benotigt lediglich
einen tiblichen Netzanschluss
sowie saubere und trockene
Luft oder normales, ungekiihltes
Stickstoffgas zum Durchspiilen

(Purging) des Temperierkopfs.

Universelle Adapterplatte des FlexTC auf einem Board Diese geringen Anforde-

Dieses aktive Temperaturcy-
cling findet sowohl an Halblei-
tern als auch Baugruppen und
Boardclustern statt, beispiels-
weise bei Fehler- bzw. Defekt-
analyse, Charakterisierung,
Debugging sowie bei diversen
Optimierungen. Dabei soll die
Priifung in der Regel in relativ
kurzer Zeit extrem weite Tem-
peraturbereiche durchlaufen.

Das jetzt in Europa erstmalig
vorgestellte System FlexTC von
Mechanical Devices (exklusivim
Vertrieb von ATEip/Miinchen)
ist einzigartig in seiner Art und
tiberdeckt den Temperaturbe-
reich von - 55 bis +250 °C mit
einer Toleranz von nur 0,2 K.
Das ist die derzeit beste Genau-
igkeit beztiglich T, fiir solch
ein kompaktes System. Der im
Temperaturkopf integrierte
Mefsensor gibt dabei zur Uber-
wachung und Steuerung seine
Werte kontinuierlich iiber den
Ethernet-Anschluss an die Con-
trol Unit aus.

20

rungen, der einfache Betrieb
Einer der weit herausragenden Loésung fiir prizises und hoch- sowie die niedrige Investition
Vorteile dieser kostengiinstigen reproduzierbares Temperatur- stellen fiir Anwender die néti-

Einfache Montage des Device Plungers im Temperierkopf
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‘f".‘:hl-il.'H.i HICAL DEYICES

Der leistungsfihige FlexTC misst nur 420 x 320 x 220 mm

gen minimalen Betriebskosten
in den Testumgebungen sicher.

Zusammen mit der kom-
pakten Bauweise und dem ver-
gleichsweise geringen Gewicht
von nur 11 kg ist der komplika-
tionslose Einsatz sowohl unter
hochst unterschiedlichen Labor-
messbedingungen als auch fiir
den direkten Anschluss an Kom-
ponentenhandler in der Ferti-
gung und Qualitétssicherung
sichergestellt.

Fiir eine Vielzahl von Bauteil-
gehdusen, wie BGA, PBGA, LGA,
QFN, QFP, CSP, WLCSP, Bare
Die, DIL, SOP und viele andere
DUT-Packages, sind zu raschen
und komplikationslosen Anwen-
dung komplette Anschlusskits
verfiigbar.

Grundsatzlich lassen sich mit
dem FlexTC alle gesockelten
und ungesockelten Komponen-
ten sowie Baugruppen in einem
bestens gesteuerten Temperatur-
cycling priifen.

Die mit dem FlexTC hohe
erreichbare Temperaturtran-
siente ermoglicht dabei eine
typische Abkiihlungsperiode
im Bereich von +25 auf -40 °C
(65 K) innerhalb von nur 2 min.
Auch die hierbei wichtige Sett-
ling-Zeit ist die kiirzeste am
Markt erreichbare. Somit sind
sowohl kurze Temperier- als
auch Messzeiten sichergestellt
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bzw. in automatisierten Syste-
men ein vergleichsweise kur-
zer Testzyklus.

Die Bildung von Reif oder Tau
ist aulerdem zuverlassig durch
exakt gesteuertes, aktives Durch-
spiilen bzw. Heizen des Tempe-
rierkopfs ausgeschlossen.

Es handelt sich zudem am
Markt um das einzige kompakte
System seiner Art — und erfillt
damit genau die Anforderungen
dieser Anwender - dass genii-
gend Kiihlleistung aufbringt,
um selbst Hochleistungskom-
ponenten mit hoher Abgabe von
Verlustleistungswarme zuverlds-
sig herunterzukiihlen und dann
diese Temperatur wahrend der
Messzyklen lange genug exakt
zu halten.

Das aktive Temperaturcycling
vom tiefen Minus- bis zum obe-
ren Plusbereich erfolgt einfach
tiber einen direkten thermischen
und elektrischen Kontakt vom
Temperierkopf (Device Plunger)
zum Priifobjekt (DUT), wobei
dieser einfach auf der Ober-
seite der Komponente aufge-
schraubt wird. Dieser Plunger
ist per kurzer Verbindung an
die kompakte Steuereinheit des
FlexTC zur Uberwachung und
Steuerung des Temperierzyklus’
angeschlossen. Dabei entsteht
keine laute Gerauschkulisse,
denn die geringe Schallemission

am Arbeitsplatz ist mit nur 40
dBA (entspricht Fliistern) spe-
zifiziert. Dazu trigt auch noch
bei, dass die Liifter im Gerit per
Steuerung exakt tiberwacht und
gesteuert werden. Um Konden-
sation und Reifbildung zu ver-
hindern, stehen spezielle Abde-
ckungen zur Verfiigung.

Der Thermosensor im Device
Plunger kontrolliert mit 30
Messungen/s Genauigkeit und
Konstanz der Temperierung
direkt an der Oberseite der
DUT. Damit ist die beste Tem-
peraturperformance und ihre
exakte Kontrolle sichergestellt.

Die Kiihlleistung ist natiirlich
abhéngig von der thermischen
Last. Beispielsweise werden bei
21 W -45 °C am Device Plun-
ger (T.,.) garantiert, bei 85 W
noch -10 °C. Das sind erstklas-
sige Temperierwerte.

Der gesamte Aufbau ist abso-
lut ESD-sicher. Kalibrationen
und Justier-Prozeduren lassen
sich rasch und problemlos vor-
nehmen. Die Bedienung erfolgt
einfach, intuitiv und in logischer
Abfolge tiber einen iibersicht-
lichen Touch-Screen (7 Zoll).
Eingestellt werden die Tempe-
raturdaten (auch voreingestellte
Werte), An- und Abstiegsflan-
ken, Verweilzeit (Soak), Zyklus-
zeit und Loop/Schleife, die dann
alle im Gerit gespeichert wer-
den. Temperaturflanken mit
einer maximal 50 K/min kén-
nen generiert werden.

Integriert sind ein Tempe-
ratur-Datenlogger sowie zur
Implementation in automati-
sierte Systeme eine Ethernet-
Schnittstelle (TCP/IP). Dari-
ber ldsst sich auch eine unkom-
plizierte Steuerung des Systems
vornehmen, und zwar aus sehr
unterschiedlichen Software-
Umgebungen heraus.

Der FlexTC ist qualifiziert fiir
die Integration in automatisierte
Systeme mit IEC-Bus/GPIB und
USB-Schnittstelle.

» ATEip Automatic Test
Equipment
www.ATEip.de

Der FlexTC bringt nur 11 kg auf die Waage
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Qualitatssicherung

PXI- und LXI-Schaltsysteme in Miinchen

Pickering Interfaces hat auch
in 2012 regelmiflig neue Pro-
dukte fiir die beiden Plattformen
vorgestellt. Es gibt groflen Bedarf
an Multiplexern mit hoher
Kanalzahl in PXI-basierenden
Testsystemen, bei denen mehrere
Priiflinge mit minimalem Ope-
rator Handling in Serie getestet
werden sollen. Die Moglichkeit

OMNIA II bezeichnet die
verbesserte Generation der
erfolgreichen ARI-Serie von
Analyzern fiir den elektrischen
Sicherheitstest. Das Modell
8204 vereinigt vier Funktionen
in einem einzigen Gerat: Hoch-
spannungspriifung fiir Gleich-
spannung und fir Wechsel-
spannung, Priffung des Isolati-
onswiderstands sowie Schutz-
erdungspriifung.

Zur Ausstattung des
OMNIA II gehort ein 800 x
480 Farb-TFT-Display, das die
Generierung von Testdateien,
die Ergebnis-Betrachtung
und die Testdurchfiihrung
einfacher macht als je zuvor.
Farbkodierte Testschritte zei-
gen an, ob ein Test bestanden
wurde, wobei der Bediener
aus vier verschiedenen Farb-
schemata wahlen kann. Auch
ist das 8204 mit einem exklu-
siven ,My Menu“-Interface
ausgestattet, das es ermog-
licht, ein benutzerdefiniertes
Menii inklusive Shortcuts zu
bevorzugten Bildschirmen
und Einstellungen zu definie-
ren. Auflerdem beinhaltet das
Modell 8204 das Dual CHEK-

10, 20 oder mehr Signale gleich-
zeitig von einem Priifling zum
anderen zu schalten, steigert
die Effizienz eines Testsystems
enorm. Folgende neue Produkte
sind besonders hervorzuheben
und werden auf der electronica
2012 in Miinchen gezeigt:

* 40-727/728/729

Neue Modellreihe kaskadier-
barer RF-Matrizen, die auf dem
Erfolg der Pickering-Matrix
40-726A aufbauen. Mit diesen
Modulen kann nun ein grofier
Bereich von RF-Applikationen
realisiert werden.

* 40-884 6 GHz 4x4 RF-Matrix

Das ist die erste im Markt ver-
fiigbare PXI-Matrix auf Halblei-

terbasis. Dieses Modul erganzt
die kontinuierlich wachsende
Familie der 40-88x-Solid-State-
Schaltkarten. Die neuen 6-GHz-
Solid-State-Produkte sind die
Alternative zu mechanischen
Schaltern im Mikrowellenbe-
reich. Durch hervorragende
Crosstalk- und Isolationseigen-
schaften, sehr schnellen Schalt-
zeiten und hoher Lebensdauer
sind sie ideal einsetzbar bei RF-
Anwendungen im Produktions-
und Entwicklungstest.

* 40-567 BRIC-Matrix

Die neuste Ergdnzung der
bewdhrten Pickering-BRIC-
Technologie, mit der eine wei-
tere, hochintegrierte 2-A/1-Pol-
Matrix realisiert wurde.

Analyzer fiir elektrische Sicherheitstests

PASE

Curran
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* 40-611 Multiplexer

Erweiterung des Pickering-
PXI-Multiplexerangebotes mit
der hochsten Relais-Packungs-
dichte im 2-A-Bereich. Dieses
Modul zeichnet sich durch sehr
geringe Kosten pro Kanal aus.

» Pickering Interfaces
www.pickeringtest.com

Feature von ARI, mit dem der
Bediener die Hochspannungs-
und Schutzerdungspriifung
gleichzeitig durchfithren kann.
Dies erhoht die Produktivitét
und den Durchsatz der Pro-
duktionslinie. Standardméflig
verfigt das 8204 iiber eine USB-
und eine RS-232-Schnittstelle.
Optional sind auch Ethernet,
GPIB, Datenspeicher- und
Druckeranschluss-Schnitt-
stellen erhéltlich.

Das OMNIA II 8204 verfiigt
tiber die folgenden zusitzlichen
Merkmale:

o Mehrere Spracheinstellungen
« Phasenkopplung fiir sichere
und effektive Hochspan-

nungspriiffung unter Span-
nung

o Biszu 10.000 Testschritte fiir
mehrfach programmierbare
Speicher/Testschritt-Kombi-
nationen

« Patentierter SmartGFI Hoch-
geschwindigkeits-Abschalt-
Schaltkreis fiir maximalen
Bedienerschutz

o Patentierte Prompt und
Hold-Funktion - fiigt zu
bestitigende Bedieneran-
weisungen ein

 Patentierte CAL-ALERT-
Funktion - automatisier-
ter Hinweis auf notwendige
Kalibration

« Patentierte VERI-CHEK-
Funktion zur Sicherstellung

o Charge-LO-Schaltkreis zur

o Ramp-HI-Funktion ermog-

der einwandfreien Funktion
der Fehlerdetektoren

Verifizierung der ordnungs-
gemiflen Verbindung zum
getesteten Gerat

licht das schnellstmégliche
Laden des zu testenden
Gerits, ohne dabei falsche
Fehlermeldungen zu erzeu-
gen

Das OMNIA II Modell 8204
ist seit August 2012 lieferfa-
hig. Es kann in Deutschland
iber LXinstruments bezogen
werden.

» LXinstruments
www.Ixinstruments.com
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Hohere Bestlickqualitat

Mit seinem innovativen Port-

folio an Produkten, Losungen
und Services als Basis fiir seine
Dynamic Infrastructures-Stra-
tegie hat sich Fujitsu Technology
Solutions als fithrender euro-
paischer IT-Infrastrukturan-
bieter etabliert und bildet mit
iiber 13.000 Mitarbeitern und
Niederlassungen in 25 Lindern
der Region Zentraleuropa, Naher
Osten, Afrika & Indien (CEMEA
&) einen festen Bestandteil der
Fujitsu Global-Familie. 1987
wurde das Werk in Augsburg
als einer der modernsten IT-
Schmieden in Europa er6ffnet.
Das Produktspektrum reicht
von kleinen AddOn-Boards,
die im Mehrfachnutzen gefer-

| ! ’

tigt werden, bis hin zu 500 x
500 mm groflen, beidseitig
SMD-bestiickten Serverboards
mit einem Bestiickinhalt von
iiber 8.000 Bauteilen. Im Drei-
schichtbetrieb werden auf acht
Fertigungslinien pro Jahr ca. 2
Mio. Boards gefertigt. Der hohe
Automatisierungsgrad erlaubt
den Betrieb einer kompletten
Fertigungsline mit nur sieben
Mitarbeitern. Hohe Effizienz,
Rentabilitidt und Qualitit sowie
Zuverlassigkeit und Termintreue
sind wesentliche Zijele. Daher
zéhlt jedes Detail, mit dem der
SMT-Prozef3 weiter optimiert
werden kann.

Bei der Investition in eine neue
Fertigungslinie fiir Serverboards

Schmuckstiicke
fur die Elektronikfertigung
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hat man sich nach einer Eva-
luierungsphase fiir die konse-
quente Umstellung auf die auto-
matischen Leiterplatten-Unter-
stiitzungssysteme QUIK-tool von
Motion-automation entschie-
den, sowohl im Ekra X5 Prof
Schablonendrucker als auch in
den vier Siplace-SX-Bestiick-
modulen. Damit erreicht man
nicht nur kurze Produktwech-
selzeiten, sondern spart auch
Kosten und Lagerplatz fiir die
bisherigen Drucknester. Die ver-
besserte Unterstiitzung in den
Bestiickautomaten spiegelt sich
in einer hoheren Bestiickquali-
tat wider, gerade auch bei klei-
nen Bauteilen, wie 0402, die auf
Boards tausendefach vorhanden
sind. Bei den Linienfiihrern stief}

das neue Unterstiitzungssystem
daher von Anfang an auf hohe
Akzeptanz. Diese Investition ist
zukunftssicher, da sich die Tools
einfach und kostengiinstig auf
andere Maschinenhohen adap-
tieren lassen.

QUIK-tool ist das technische
Nachfolgeprodukt des bis heute
am haufigsten eingesetzten Too-
ling Systems tiberhaupt und
wurde von den gleichen Erfin-
dern und Firmengriindern wei-
terentwicklelt und kostenmds-
sig optimiert.

Motion-automation vertreibt
seit 2011 exklusiv die QUIK-tool-
Systeme in Europa.

» Motion-automation
www.motion-automation.de

automation | customizing | handling | aoi-options | tracebility

VinCam

Verifikations- und Inspektions Kamerasystem

www.achat5.com

BoardHandling

Belader, Entlader, Puffer, Forderbander und mehr

TraceCube

Traceability-Terminal fiir MES-Anbindung

info@achat5.com



Firmenportrait

Neuer Name fiir mehr Kompetenz - aus BARTEC

Ab 14. September tritt die BARTEC Dispensing Technology GmbH unter neuem
Namen auf. Warum die Umbenennung?

Seit Anfang des Jahres gibt
es einen neuen Geschiftsbe-
reich genannt ,,Neue Techno-
logien®. So ganz stimmt der
Name nicht, denn richtig neu
sind diese Technologien nach
fast vier Jahren nicht mehr. Der
Geschiftsbereich umfasst Plas-
matechnologie und thermische
Nietverfahren. Aber wie passt
das zusammen: Dosiertechnik
- Plasma - Heifinieten — Impré-
gniertechnologie — Automati-
sierungstechnik?

Der Weg zum Erfolg

Die BARTEC Dispensing
Technology mit Sitz in Wei-
kersheim ist seit den 70er Jah-
ren bekannt als Experte fiir
das Aufbereiten, Mischen und
Dosieren von 1- und mehr-kom-
ponentigen ReaktionsgiefShar-
zen. Insbesondere bei Elektro-
nikprodukten, die wéhrend
ihrer Lebensdauer besonders
geschiitzt bleiben miissen, ist
ein blasenfreier und exakt ver-
mischter Verguss wichtig. So fin-
det sich der GrofSteil der Anwen-
dungen im Bereich Elektronik
und Sensorik fiir die Automo-

tive-Industrie. Die Urspriinge
des Unternehmens liegen auch
in der Verarbeitung von Fliis-
sigkunststoffen fiir die Serien-
produktion von explosionsge-
schiitzten Komponenten. Erste
Dosieranlagen wurden bereits
1983 entwickelt und hergestellt.
Auflerdem gehoren auch die Her-
stellung fiir Anlagen fiir Impra-
gnierung, Plasma und fiir das
Heifinieten genauso zum Pro-
duktportfolio wie Komplett-
angebote in der Montage- und
Fertigungsautomation elektro-
nischer Bauteile.

Erweiterung des Portfolios und
Expansion

In den vergangenen 10 Jahren
hat das Unternehmen unter der
Leitung von Patrick Vanden-
rhijn weltweit neue Standorte
aufgebaut und weitere Kompe-
tenzbereiche erschlossen. Eine
wesentliche Erweiterung ist die
Automatisierungstechnik, die der
BARTEC Dispensing Technology
ermoglichte, als Systemanbie-
ter aufzutreten und komplette
Fertigungsstrecken rund um
das VergiefSen von Automobil-

Nietanlage BHS Hot Stamp

petenz im eigenen Hause gibt
es sogar eigenentwickelte inno-
vative Losungen, in denen die
Anforderungen der langjah-
rigen Industriekunden Abbil-
dung finden.

Der Schritt an die Borse

2004 wagte das Unternehmen
nochmals einen neuen Schritt:
bdtronic wurde von der bor-
sennotierten M.A.X. Automa-
tion AG erworben. Es folgte
die Griindung einer Service-
und Vertriebsrepriasentanz
im chinesischen Suzhou. Dort
gibt es seit 2011 ein Anwen-
dungstechnikum und ein Ser-
vice- und Ersatzteillager. 2008
erfolgte auch der Einstieg in
den Markt fiir Imprégnieran-
lagen fiir Elektromotoren, Sta-
toren und Rotoren.

BHS Hot Stamp und BHS Hot Jet

Seit 2009 bietet bdtronic auch
das Heifsnieten als eine alter-

elektronik anzubieten. Als Inte-
grator lernte man hierbei dem
Verguss vor- und nachgelagerte
Prozesse nidher kennen, wie das
Plasmavorbehandeln von Elek-
tronikgehdusen zur besseren
Haftung und Dichtigkeit und
das formschliissige, riickstands-
lose Fiigen von Gehdusedeckeln
mit HeifSnietverfahren. Mittler-
weile gehoren diese zwei Tech-
nologien zum Standardportfo-
lio der Firma. Durch die Kom-

F
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Dosieren in Standardmaschine
inkl. Materialaufbereitung

Firmenportrait

aus der unmittelbaren
Nachbarschaft dazu
gekauft, damit die Pro-
duktionsflache und das
Biirogebdude erweitert
werden konnte.

Die anwendungstech-
nischen Bereiche wur-
den ebenfalls neu aufge-
baut. In drei Laborrau-
men stehen modernste
CNC-gesteuerte Dosier-
anlagen fiir Kundenver-
suche, sowie fiir interne
Tests und weitere Ent-
wicklungen zur Ver-

native Verbindungstechnolo-
gie an. Diese ermoglicht eine
stoftschliissige Verbindung zwi-
schen zwei Thermoplasten bezie-
hungsweise einen Thermoplast
und einem anderen Material.
Mit den Verfahren BHS Hot
Stamp und BHS Hot Jet werden
zwei neuartige Nietverfahren
angeboten, bei denen mit nur
einem Werkzeug Thermoplaste
erwarmt und umgeformt wer-
den kénnen. Durch eine aktive
dynamische Temperaturrege-
lung kénnen amorphe und teil-
kristalline Kunststoffe in exakt
definierten Prozessfenstern pro-
zesssicher verarbeitet werden.
Das Ergebnis ist eine Verbin-
dung mit hochsten Gefiigeei-
genschaften, sowohl auf tem-
peratur- und druckempfind-
lichen Leiterplatten wie auch
fiir Beleuchtungskorper oder
andere Verbindungen die grof3e
Scherbelastungen halten miissen.

BPS Plasmatechnologie

Als weiterer Meilenstein
wurde im Jahr 2009 die Ein-
fithrung der Plasmavorbehand-
lung fiir verbesserte Haftungs-
eigenschaften von Werkstofto-
berflichen in Angriff genom-
men. Einzigartig bei der Plas-
matechnologie ist, dass die
bdtronic verschiedene atmo-
sphérische und Niederdruck-
plasma-Anlagen anbietet, die
alle typischen Anwendungs-
bereiche abdecken: vom vollau-
tomatisierten atmosphérischen

Niedertemperatur-Plasmarei-
nigen empfindlicher Glassub-
strate fur die Medizintechnik,
tiber das sekundenschnelle Akti-
vieren unpolarer Kunststoftkor-
per vor dem Aufbringen einer
Dichtraupe, bis zum Reinigen
von Metallhaltern fiir Displays
vor dem Verkleben.

Das Fazit ist bdtronic

Das alles findet unter dem
Oberbegriff ,, Dispensing Tech-
nology“ keinen Platz mehr.

Mit Vertriebs-, Service- und
Produktionsstandorten in
Deutschland, Belgien, Grof3-
britannien, Italien, Frankreich,
USA, China und demnéchst
auch Mexiko, Indien und Brasi-
lien werden Komplettlosungen
weltweit beliefert.

»VOr uns liegt ein neuer
Abschnitt, wir formieren uns
neu und wollen dies auch mit
einem neuen Firmenauftritt
zementieren®, erklart Firmen-
chef Patrick Vandenrhijn. Das
Unternehmen, das aus der welt-
weit agierenden BARTEC-
Gruppe mit ihrem Hauptsitz
in Bad Mergentheim hervor-
gegangen ist, habe sich enorm
entwickelt und nun sei es an der
Zeit, auf ganz eigenen Fiiflen zu
stehen, so der Geschiftsfiihrer.

Ausbau und Erweiterung

Innerhalb der vergangenen
zehn Jahre wurde kriftig im
Weikersheimer Stammwerk
investiert. Gebdude wurden

fiigung.

Standard-
maschine BHS
Hot Stamp

Dispensing Technology wird bdtronic

zialist. Im heimischen und glo-
balen Wettbewerb hat sich das
Unternehmen ldngst profiliert
und wird diesen Erfolg weiter
ausbauen.

»Unser Spezialwissen ist ein
Gewinn fiir unsere Kunden®,
unterstreicht Patrick Vanden-
rhijn das Know-how seines
Teams. ,,Wir gehen individuell
auf jeden Kundenwunsch ein
und sprechen deren Sprache.
Wir arbeiten transparent und
geben klare Antworten - alles
aus einer Hand.“ bdtronic bie-
tet weltweiten Service und Wis-

l
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Breit gefachertes Portfolio

Das neue Unternehmen zeich-
net sich durch die extreme Band-
breite seiner Kompetenz aus. Der
Kundenkreis erstreckt sich von
der Automobilindustrie tiber
Anbieter von Elektronik und
Elektrotechnik
bis hin zu Filter-
herstellern und
Unternehmen in
der Medizintech-
nik.

Standard-

Plasma

Weit verbreiteter
Einsatz

Mit weit Uber
2400 Dosieran-
lagen ist das
Weikersheimer
Unternehmen in
diesem Marktseg-
ment der weltweit

maschine PBS

senstransfer zum Kunden. Die
weltweite Vermarktung samt-
licher Produkte tibernehmen
heute neben dem Stammwerk in
Weikersheim und Garbsen die
Betriebsstitten in China, USA
und die Vertriebs- und Servi-
cebiiros in Belgien, Frankreich,
Italien und GrofSbritannien.

anerkannte Spe-

l.: 07934-104-0 - Fax: 07934-104-371 - info@bdtronic.de - www.hdtronic.de
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Nutzentrennen als System

Nutzentrenntechnik als Standard- oder Sondermaschine, als Standalone- oder Inlinesystem von

Systemtechnik Holzer.

1

i
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INT 4646D mit Scheibenwerkzeug-Modul, LP-Greiferhandling, Vision-Modul sowie
LP-Mehrfachnutzeneinzug und Tray-Loader TL-5133 zur Einzelnutzenablage in Trays, WTs oder Band.

System Technik Holzer bietet
eine breite Produktpalette von
Nutzentrenntechnik an — vom
Einsteigermodell der Baureihe
EASY bis hin zu vollautoma-
tische Systemanlagen der Bau-
reihen LOW, SAT und INT. Die
Hauptmerkmale fir die Aus-
wahl der Systeme sind hierbei
zum Beispiel Arbeitsbereiche,
Zykluszeit, manuelle oder auto-
matische Abarbeitung. Um diese
unterschiedlichen Anforde-
rungen zu erreichen, werden in

1

den Baureihen LOW, SAT und
INT modernste Linearmotor-
technik eingesetzt, wo hinge-
gen das EASY-System iiber ein
bewidhrtes Kugelumlaufsystem
positioniert wird. Durch eine
standardmaflige Laservermes-
sung der Achsen wird die Posi-
tion- und Wiederholgenauigkeit
der Maschinen tberprift und
sichergestellt. Alle maschinen-
spezifischen Funktionen sind
tiber einen Touch-Monitor leicht
zu bedienen. Die Servicefreund-

Die Inline-Nutzentrenner lassen sich binnen weniger Minuten auf
einen neuen Leiterplattennutzen umstellen.

26

lichkeit steht bei allen Anlagen
im Vordergrund. Liickenlose
Prozessiiberwachungen durch
Traceability-Schnittstelle sind
ebenso verfiigbar, wie spezi-
elle Kunden-Schnittstellen zur
Kommunikation mit den Syste-
men. Durch eine permanente
Staubabsaugung und eine pro-
duktspezifische Nachreinigung
wird ein staubarmes Trennen der
Leiterplattennutzen ermdéglicht.
Zusitzliche Tonisierung sowie die
ESD-gerechte Maschinenausfiih-

rung vermeiden eine Beschédi-
gung der empfindlichen elek-
tronischen Bauteile wéihrend
dem Trennprozess. Auf Grund
der Modulbauweise stehen fiir
die unterschiedlichen Systeme
alle Trennverfahren wie Fra-
sen, Sdgen oder Lasertrennen
zur Verfligung. Ebenfalls sind
Kombinationen Ségen und Fri-
sen moglich.

Integriertes Handlingssystem

Eine Besonderheit der INT-
Reihe ist das zusitzlich inte-
grierte Handlingssystem. Dieses
System ermoglicht einen vollau-
tomatischen Durchlauf der Lei-
terplattennutzen bis hin zu Ent-
nahme der getrennten Platine
als Gesamt-, Teil- oder Einze-
lentnahme. Durch eigens ent-
wickelte Schnellwechselgrei-
fer und Vorrichtungssysteme
lassen sich die Inline-Nutzen-
trenner binnen weniger Minu-
ten auf einen neuen Leiterplat-
tennutzen umstellen. Unter-
stiitzt wird dieser vollautoma-
tische Ablauf durch ebenfalls
im Haus Systemtechnik Holzer
GmbH entwickelte und gefer-
tigte Band- und Sortieranlagen
in der Ausfithrung als Magazin-
oder Palettiersystem.

» Systemtechnik Holzer GmbH
info@hoelzer.de
www.hoelzer.de

B —

Das Be- und Entladen erfolgt mittels eines eigens entwickelten

Schnellwechselgreifers.
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Leiterplatten- und Bauteilefertigung esssssssssssss————

Was machen Leiterplatten-Hersteller mit meinen Daten
vor der Leiterplattenproduktion?
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CIRCUITS

www.eurocircuits.com

To preserve the environment and to make use of the many embedded links to articles
on our web site, we recommended that you read this white paper in its digital form.

Eurocircuits hat ein neues White Paper:
»Front-end data preparation® (Datenauf-
bereitung) veroffentlicht, um diese Frage
zu beantworten. Es erklart, warum Leiter-
platten-Hersteller die Gerber-Daten nicht
unverdndert verwenden konnen. Es werden
die verschiedenen notwendigen Schritte zur
Uberpriifung der Layout-Daten angespro-
chen sowie deren Umsetzung zu Fertigungs-
werkzeugen und fiir die elektrischen Tester.

Wenn ein Design einfacher gefertigt wer-
den kann, wird das Endprodukt robuster
und kostengiinstiger. Das White Paper ent-
halt Tipps wie die Produzierbarkeit verbes-

sert werden kann und wie klare und ein-
deutige Daten zur Verfiigung gestellt wer-
den kénnen. Je klarer die zur Verfiigung
gestellten Daten sind, desto geringer ist das
Risiko von Verzogerungen — oder schlim-
mer - von Fehlern im Endprodukt.

Part 1 - Data analysis

Note: we run the same data analysis before we make a quotation as well as when we receive an order.

Automatic data input and analysis

We use an automated software program to input your Gerber layout files and Excellon il fles as
well as EAGLE BRO files. The program converts these into our internal front-end engineering for-
mat, checks that all layers are present and performs a preliminary analysis to establish the produc-
tion parameters of the job.

At this stage, our new PCB Visualizer software will allow you to see all layers of your board on

screen.

» There are other data transfer formats in use (for example, Mentor Graphics/Valor's ODB++).
We prefer Gerber as it is simple, unambiguous, and man-readable.

> Read our “Ten rules to provide perfect data for PCB production”. This is a brief overview of how
o provide good and clear data. Combine this with logically chosen file names for your Gerber data
and you will prevent unnecessary misunderstandings

1> Use Extended Gerber (RS274X) with embedded aperture sizes and Excellon il files with em-
bedded drill diameters wherever possible. They are faster to process and there is less risk of error.
A second useful format is EAGLE 6.x native format. This is an XML based format that we can trans-
form to our internal CAM-format without having to use the intermediate format Gerber and hence
this limits the risk of mistakes.

Obwohl sich das White Paper an Eurocir-
cuits eigenen Abldufen orientiert, erlaubt es
die umfassende Kenntnis der Herstellungs-
technologie, ein einheitliches Dokument
zu erstellen, welches Entwicklern hilft, die
Abléufe zu verstehen, denen fast jeder Lei-
terplatten-Hersteller folgt. Eine Kopie des
White Papers kann man von der Eurocir-
cuits-Website laden. Zur Unterstiitzung des

Leiterplatten-Services fiir die europdischen
Entwickler hat Eurocircuits auch einen tech-
nischen BLOGspot (Eurocircuits BLOG)
dort veroffentlicht. Regelmaflige Beitrage
bieten wertvolle Informationen in einem
Spektrum von Leiterplatten-Entwicklung,
sowie Herstellungs- und Bestiickungsthe-
men, die insbesondere auf Prototypen und
Kleinserien fokussiert sind. Eurocircuits
begrifit ausdriicklich Kommentare zu den
Blogs und ladt Design-Praktiker zur Ver-
offentlichung von Posts ein.

» Eurocircuits
euro@eurocircuits.com
WWW.eUurocircuits.com

Why do we change format?

1. There is a ot of production information needed for data analysis, tool generation and manufacture
which is not included in Gerber or Excellon (for example layer types for automated processing or
netists for data verification).

2. Gerber and Excellon data is supplied in many different versions. Data processing needs a stand-
ardised format
So the more powerful data preparation packages (“CAM systems") use their own internal data for-

mats. We use Ucamco's UCAM software with intenal format DPF (Dynamic Process Format).

Analysis cross-check
Our engineers complete the analysis, confirm the build for a multilayer, verify the data and raise any
questions with the user.

Include clear information in your data package to avoid losing time while we contact you for clarifi-
cation. See our White Paper "PCB design guidelines” for more information on how to present data
most clearly. Al information concerning your design including the build-up should be clear from your
digital data to allow automatic data processing. In the event that this is not enough to dlarify your
design, include a README file in the data package. Itis a clear and simple way to provide informa-
tion in the order, especially for the board lay-up if the file-naming i ambiguous.

Our engineers check:

1. Does the job data match the order details (e.g. has the customer ordered a single circuit but
supplied several circuits as a panel, or ordered one top silkscreen but supplied data for top and bot-
tom?).

2. Are the layers consistent with each other (e.g. are there drill holes missing from through-hole
‘component pads or vias)

3. Is the copper distribution within our manufacturing parameters, especially if the data is a custom-
er-designed panel

4. Does the design data meet the specifications of the chosen service? A full list of checks is set
outin our blog.
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Moderne Laseranlage mit patentiertem
Kontrollsystem

Fiir seine SMD-Schablonen setzt photocad auf die neuste Laserschneidtechnik und hat 300.000 Euro in
ein High-Speed-System von LPKF investiert. Die Anlage wurde eigens entwickelt, um hochprizise Offnun-
gen zu erzeugen und dabei den Arbeitsprozess noch zu beschleunigen. Quelle: photocad GmbH & Co. KG

Um hochsensible Elektronik-
bauteile sicher auf Leiterplatten
aufzubringen, spielen saubere
Kanten der SMD-Schablone
eine entscheidende Rolle. Sind
die Offnungen nicht prizise aus-
geschnitten, kann Lotpaste aus-
treten, was zur Briickenbildung
und dadurch zu Kurzschliissen
fithren kann.

Die photocad GmbH & Co.
KG setzt daher auf die neuste
Laserschneidtechnik und hat
in ein High-Speed-System von
LPKEF investiert.

Der StencilLaser G 6080 wurde
eigens entwickelt, um hochpri-
zise Offnungen zu erzeugen und
dabei den Arbeitsprozess noch
zu beschleunigen. Deshalb ist
die neue Anlage mit dem paten-
tierten Real-Time-Process-Con-
trol-System ausgestattet, das
jeden Schnitt in Echtzeit priift.
Auf diese Weise ldsst sich die
Produktionszeit deutlich ver-
kiirzen und der Output um 20%
steigern.

Uberzeugt hat vor allem das
innovative Kontrollsystem, das
jede geschnittene Schablonenoft-
nung sofort priift, mit den Pro-
duktionsdaten vergleicht und die
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Schneidparameter gegebenen-
falls anpasst — ohne Stillstands-
zeit. So konnen Fehlerquellen
unmittelbar erkannt und Mén-
gel vermieden werden. Aufler-
dem kommt es dank der Echt-

zeit-Analyse zu keinerlei Ferti-
gungsunterbrechungen.

Eine eigens entwickelte Soft-
ware macht die Bedienung der
Anlage besonders einfach. Off-
nungsformen und -gréflen sind

.

frei wihlbar und konnen indi-
viduell eingegeben und nach
Wunsch jederzeit modifiziert
werden. Fiir Sonderlésungen
stehen auflerdem Spezialpro-
gramme zur Verfiigung. Die
automatische Rahmeneinstel-
lung macht dabei einen Scha-
blonenadapter iiberfliissig. Der
gewlinschte Rahmen wird ein-
fach ausgewdhlt, die Halterung
passt sich an die gewiinschte
Form an. Es konnen Platten mit
einer Starke von 20 bis 1.000 pm
geschnitten werden. Der ver-
gleichsweise grofle Arbeitsbe-
reich von 600 x 800 mm macht
es moglich, zwei Schablonen
gleichzeitig zu bearbeiten.
Dariiber hinaus ist die Anlage
mit einer Luftkithlung ausgestat-
tet; auf ein externes Kiihlsystem
kann daher verzichtet werden.
Dies hat den Vorteil, dass Still-
standszeiten fiir Wartungsar-
beiten an externen Gerdten ent-
fallen und der Energieverbrauch
um 30% gesenkt werden kann.

» photocad GmbH & Co. KG
mail@photocad.de
www.photocad.de

& N

Die neue Laserschneidanlage ist mit einem speziellen Kontrollsystem ausgestattet, das die Schablonen-
Offnungen in Echtzeit scannt und die Parameter gegebenenfalls dndert — ohne Stillstand.
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Dichtschaum fiir schnelle Verarbeitung

Zur Montagehaftung auf verschiedensten
Werkstoffen innerhalb komplexer Produkti-
onslinien hat Rampf Giessharze den schnell
aushartenden Dichtungs- und Formweich-
schaum Raku-Pur Speed entwickelt. Das
beschdumte Bauteil kann sofort weiterver-
arbeitet werden, ohne dass in Equipment
fir den Aushirteprozess investiert wer-
den muss. Die kostenintensive Lagerung
in Aushérte6fen oder Lagersysteme gehort
der Vergangenheit an. Im Detail: Bestimmte
industrielle Anwendungen innerhalb kom-
plexer Produktionslinien machen es erfor-

derlich, dass das Bauteil sofort nach der
Applikation der Dichtung im Handling ein-
setzbar ist, ohne dass lange Aushirtestre-
cken notwendig sind. Der Dichtungs- und
Formweichschaum Raku-Pur 32-3250-36
garantiert eine Produktion von acht Stun-
den ohne Unterbrechung. Das Besondere
dieses Materials: Der Aushérteprozess exi-
stiert nicht mehr, eine kurze Bandstrecke
von 2 bis 3 m geniigt, um die Applikation
des Dichtungsschaums vorzunehmen und
das Bauteil einsatzfiahig zu machen. Die Bau-
teile stehen innerhalb von 150 s klebfrei zur
Verfiigung und kénnen verpackt werden.
Dazu bedarf es keiner zusitzlichen Aushar-
tungsmafinahmen, es geniigt Raumtempe-
ratur, damit das ,,In-Situ“-applizierte Dich-
tungsmaterial aushartet.

Aufgrund dieser Features eignet sich die-
ser neue Dichtungsschaum fiir den Einsatz
in allen Technologien, bei denen kurze Takt-
zeiten gefordert sind.

Weitere Eigenschaften des Materials sind
seine geringe Wasseraufnahme und die
hohe mechanische Festigkeit fiir die Mon-
tagehaftung auf verschiedenen Werkstoften,
von Polypropylen bis zu lackiertem Stahl.
Das Material ist dauertemperaturbestan-
dig in einem Bereich von -30 bis +90 °C
und kann kurzfristig einer Temperatur von
-40 bis +140 °C ausgesetzt werden. Neben
der Applikation von Raku-Pur 32-3250-36
direkt auf das Bauteil ist z.B. auch der Auf-
trag durch Formverschdumung moglich,
wobei der Formschaum als Konstruktions-
teil in Formen gefertigt wird.

Weitere Informationen: Der Film ,,Raku-
Pur Speed - die neue Dichtungstechnolo-
gie“ stellt die neue Technologie niher vor.

» Rampf Giessharze GmbH & Co. KG
info@rampf-giessharze.de
www.rampf-giessharze.de

Die Vorteile im Uberblick:

o minimale Aushértestrecke und Aushirten bei Raumtemperatur

o keine zusitzlichen Energiekosten in die Aushirtung notwendig

« sofortiges Handling des Bauteiles ist moglich (Bauteil hat Raumtemperatur)
o Material ist in verschiedenen Technologien einsetzbar

« fiir IP66, 67, 69 geeignet (IP im verbauten Zustand im Verbund mit Bauteil)

« Haftung auf unterschiedlichsten Werkstoffen, von Polypropylen bis zu lackiertem
Stahl (nach vorheriger Plasmabehandlung)

« flexible Einstellung des Systems, d.h. unterschiedliche Shore-Harten moglich
o Startzeit von 40 bis 55 s — Klebfreizeit 150 s

COMPLETE AND FLEXIBLE SMT SOLUTIONS FRITSCH

Drucken

Dispensen

'ﬂ'
[ - -.-Bestulcken e T
= FRITBCH ;E £
i LT I — = g
Loten B
r i-
. - -2
¥ Handlin g -
Fritsch GmbH | | Kastler StraBe Il || 92280 Utzenhofen/Kastl | | Telefon 0 96 25/ 92 10-0 | | www.fritsch-smt.com
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Universelle Zufiihrsysteme

Die Fritsch GmbH erweitert ihr Angebot an universellen Zufiihrsystemen fiir ihre

Bestiickautomatenserie placeALL.

Neben den smartFEEDERN fiir die Ver-
wendung von Rollen und Stangen bietet die
placeALL-Vollautomaten-Reihe verschiedene
Zufiihrlosungen fiir Trays und lose Bauteile.
Neben der Tray-Halterung fiir die Aufnahme
von JEDEC-Trays mit einem Format von
bis zu 325 x 143 mm bietet man nun eine
Aufnahme in optimierter Gréf3e an. Der
neuentwickelte Tray-Halter ermoglicht es,

Nutzentrenner LOW 4233

Jetzt noch schneller

Neueste Linearmotor-Technologie

asen - sagen -

- markieren -

- fr

- ¢,

Trays bis zu einer Gréfle von 160 x 143 mm
aufzunehmen. Durch die neue Gréfie kann
nahezu jeder freie Platz im Bestiickbereich
ausgenutzt und sogar bei sehr grofen Lei-
terplatten ein Tray fiir die Zufiihrung der
SMDs verwendet werden. Die Tray-Halter
konnen mit Aufnahmeplatten fiir Schiitt-
gut oder ICs ausgestattet werden. Dies er-
moglicht es, den Bestiickraum bestmoglich
auszunutzen und
selbst geringe Bau-
teilmengen prozess-
sicher zu verarbeiten.
Die Schiittgutbehal-
ter enthalten 36 Ent-
nahmepositionen.
Jeder Behilter ver-
fugt tiber eine durch-
sichtige Abdeckung,
um die Bauteile
sicher und vor Staub
geschiitzt aufbe-
wahren zu konnen.
Auch fiir die Zufiih-
rung von ICs bietet
Fritsch Zubringer
in verschiedensten
Ausfithrungen. In
den IC-Aufnah-
men konnen bis zu
25 verschiedene ICs
untergebracht wer-
den. Dazu verfiigen
diese tiber Einsitze
mit verschiedenen
Breiten fiir die unter-
schiedlichen Bau-
formen. Diese Ein-
sitze konnen auch
kundenspezifisch

Maschinenbau -

@ Systemtechnik Westerbachstrale 4

Hoélzer GmbH D-61476 Kronberg
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Werkzeugbau -

Telefon 06173 / 9249-0
Telefax 06173 / 9249-27

angepasst werden.
Fritsch hat zudem

eine Kombination

aus Schiittgut- und

Luftlagerfertigung

Internet: www.hoelzer.de
e-mail: inffo@hoelzer.de

IC-Aufnahme im Angebot. Diese ermdg-
licht es, auf kleinstem Raum Schiittgut und
ICs bereitzustellen. Die Zubringer stehen
selbstverstandlich auch fiir Bestandsma-
schinen zur Verfiigung. Sie kénnen in alle
Maschinen vom Typ PA610(L), PA510 und
placePRO nachgeriistet werden.

» Fritsch GmbH
www.fritsch-smt.de

Fiir die Zufiihrung von ICs bietet Fritsch
Zubringer in verschiedenen Ausfiihrungen an.
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Nutzentrennen auf kleinster
Flache

y

Auf der Basis von mehr als 400 produ-
zierten Nutzentrennern unterschiedlichster
Leistungsfahigkeit hat die IPTE Factory
Automation (FA) einen neuen 1D-Inline-
Nutzentrenner entwickelt. Der 1-DS Com-
pact kommt mit nur 1.000 x 900 mm Stand-
flache aus. Die Bauhohe ist mit 1.300 mm
ebenfalls sehr gering. Er gehort so zu den
kompaktesten Modellen am Markt.

Trotz des geringen Footprints wurde nicht
an der Leistung gespart. Beim Einfahren
in den Nutzentrenner tiberpriift ein Bar-
code-Leser die zu trennenden Leiterplatten.
Der Leser verfiigt tiber eine Schnittstelle
fur die MES-Kommunikation (Manufac-
turing Execution System) zur liickenlosen
Prozessiiberwachung. Anschlieflend wird
der Nutzen angehoben, zentriert und fiir
den Sageschnitt fixiert.

Die Sage ist mit einem prézisen Achssy-
stem ausgestattet und trennt den Leiterplat-
ten-Nutzen nahezu stressfrei von oben mit
bis zu 160 mm pro Sekunde. Fiir den Trenn-
vorgang eignen sich alle am Markt befind-
lichen Sigeblitter in Hartmetall und mit
Diamantbeschichtung.

Die integrierte Sageblatt-Bruchiiber-
wachung sorgt fiir maximale Sicherheit.
Absaugvorrichtungen nehmen den beim
Trennvorgang anfallenden Sigestaub von
oben und unten auf.

electronicfab 4/2012

Besonderes Augenmerk wurde bei der
Konzeption des 1-DS Compact auf die Ser-
vicefreundlichkeit gesetzt. Durch den im
Gehduse verschiebbaren Sédgeblock lasst
sich das Ségeblatt im Bedarfsfall beson-
ders schnell und einfach austauschen. Dies
erleichtert zudem das Wechseln der pro-
duktspezifischen Andruckplatte.

Der 1-DS Compact ist wie alle Modelle
des IPTE Nutzentrenner-Portfolios mit
der standardisierten IPTE-Software-Platt-
form ausgestattet. Die Bedienoberflache ist
so gestaltet, dass alle notwendigen Funkti-
onen intuitiv und schnell ausfithrbar sind.
Der Nutzentrenner 1-DS Compact rundet
das Nutzentrenner-Angebot der IPTE FA
fir Anwendungen mit sehr kleiner Stell-
fliche ab. Er ist ab sofort als Standardma-
schine mit der Moglichkeit zur individu-
ellen Kundenapplikation erhaltlich.

Zur Erganzung der Produktpalette der
Nutzentrenner bietet IPTE FA fiir die wei-
teren Prozesse mit den vereinzelten Leiter-
platten - von Handling, Bestiickung und
anderen Back-End-Prozessen tiber Tests bis
zur Verpackung - schliisselfertige und indi-
viduell konzipierbare Komplettsysteme an.

» IPTE Germany GmbH
info@ipte.com
www.ipte.com

Dual-Cure

9481-E

Licht- und
feuchtigkeitshirtende
Schutzbeschichtung

# Sekundenschnelle Aushirtung
mit Uvfsichtbarem Licht

& Sekundére Feuchtigkeitshariung
fiir Schattenzonen

# Einfache Inspektion durch
leuchtend blaue Fluoreszenz

» Halogen- und Losemittelfrel

= Einkomponentig

» MNiedrige Viskosilat fir geringe
Schichtdicken

& MIL-1-46058C / IPC-CC-830B

o LIL 94 V-0 /UL 746-E

Besuchen Sie uns auf der
Bondexpo
Messe Stuttgart
B.-11. Oktober
Stand 7424-1, Hale 7

Fir weitere Informationen
besuchen Sie uns unter;

HDYMAX

www.dymax.de
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Leiterplatten-Software wurde erweitert

Das Leiterplatten-Bestell- und Dokumentationsprogramm MACAQS Enterprise ist
mit vielen neuen Features erweitert worden und erfiillt jetzt den IPC-2581-Standard.

Hintergrund

In den meisten Elektronikbe-
trieben ist ,,Time-to Market“ der
zentrale Begriff, wenn es um den
Entwicklungsprozess geht. Der
Weg vom Systemdesign zu den
ersten fertigen Prototypen ist
kiirzer als je zuvor. Dies stellt die
Platinenproduzenten vor grofle
Herausforderungen, da sie in
kiirzester Zeit stindig komple-
xere Leiterplatten liefern miis-
sen. Es gibt keinen Raum fiir
Fehler und Missverstandnisse
in der Uberlieferung von Daten
zwischen dem CAD-Programm
des Entwicklers und dem Her-
steller. Das Problem der letzten
Jahre ist aber, dass es kein ein-
heitliches Format in der Indus-
trie gibt, welches alle (!) produk-
tionsbezogenen Daten eindeu-
tig und ohne manuelle Interven-
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tion von den Entwicklern weiter
zu den Produzenten und noch-
mals weiter zu den Bestiickern
befordern kann.

Das Gerber-Format ist perfekt,
um Bilder und Informationen zu
etwa Kupferschichten, Lotstopp-
lack und Bohrungen zu vermit-
teln. Jedoch gibt es kein Stan-
dardformat, um z.B. Aufbau-
daten, gewiinschte Materialien
und eine Net List zu beschrei-
ben. Dies ist die Achillesferse in
der Dateniibertragung.

Meist bedarf es umstandlichen
manuellen Transfer der Daten
und Einiges an aufklirendem
Dialog, bevor die Leiterplatten
eindeutig spezifiziert und zur
Produktion bereit sind. Der Pro-
duktionsprozess wird verlangert,
auflerdem ist das Fehlerpotential
grof. Im Gegensatz dazu steht

ein Szenario, in dem samtliche
produktionsbezogenen Daten
klar, eindeutig und digital tiber-
tragen werden konnen.

Lang ersehnter Standard

Jetzt kommen bessere Zeiten.
Schon in 2001 setzte sich die
Organisation iNEMI (Interna-
tional Electronics Manufactu-
ring Initiative) fiir ein Interna-
tionales Industrieprojekt ein,
welches als Ziel hat, das ,,defi-
nitive* Datenformat zu entwi-
ckeln. Basierend auf dieser Arbeit
hat ein IPC-Komitee den Stan-
dard IPC-2581 entwickelt. Der
offizielle Name lautet Generic
Requirements for Printed Board
Assembly Products Manufac-
turing Description Data and
Transfer Methodology. Er wurde
2004 veroftentlicht. In den ver-
gangenen Jahren hat das IPC-
2581 Consortium daran gear-
beitet, ein Fundament fiir eine
umfassende industrielle Adop-
tion des neuen IPC-2581-Stan-
dards zu legen.

Endlich geschieht ernsthaft
etwas: Dem IPC-2581 Consor-
tium - OEMs, EDA/CAD/CAM-
Softwarelieferanten, Leiterplat-
tenproduzenten, Bestiickungs-
und Montagefirmen samt Test-
firmen - gelang es, die Prazi-
sion und ,,Robustheit“ der IPC-
2581-Daten durch den gesam-
ten Design- und Produktions-
flow zu validieren. Das bedeutet:
IPC-2581 steht auf der Schwelle
zum groflen Durchbruch.

MACAOQS weist den Weg

Die Leiterplatten-Dokumen-
tations- und Bestellsoftware
MACAOS (Multi Artwork Con-
version and Ordering System) ist
das Resultat. Diese Software hat
als Ziel, die gesamten Produkti-
onsdaten zu sammeln und die
Dokumentation und den Bestell-
prozess zu streamlinen und zu
automatisieren.

MACAOS’ Aktivitdten wur-
den vor ein paar Jahren in eine
selbstindige Firma ausgelagert:
MACAOS Software. Die meisten

der rund 20 Kooperationspartner
in China haben MACAOS instal-
liert und nutzen die Software.

Heute ist das angewandte
Datenformat in MACAOS
unmittelbar kompatibel mit
dem IPC-2581-Datenformat.
Dies bedeutet u.a., dass die rund
180.000 Leiterplatten-Designs,
welche Kunden schon in der
MACAOS Datenbank hochge-
laden und gelagert haben, sofort
in Verbindung mit IPC-2581-
basierter Dateniibertragung
genutzt werden konnen.

Die Funktionen von MACAOS
sind vielzahlig u.a. hat der Kunde
tiber die Startseite die Moglich-
keit hat, zwischen einer Reihe
von Modulen zu wihlen. Das
Importmodul dient dem Hoch-
laden von Gerber- und Drill-
Dateien. Ein zentrales Element
sind die Linkfilter. Diese ,,holen®
und ,,iibersetzen® Produktions-
daten aus Dateien, welche in den
gangigsten CAD-Programmen
generiert wurden. Die Informa-
tionen werden in der MACAOS-
Datenbank gespeichert.

Weiter gibt es das Nutzenauf-
bereitungsmodul, welches das
Zusammenstellen eines Nut-
zens mit wenigen Mausklicks
ermoglicht. Das Schablonen-
modul ermoglicht es dem De-
signer, auf einfache Weise Lot-
pastenschablonen zu definie-
ren und im Product Explorer
zu verOftentlichen. Ein neues
Modul erméglicht es, bei mitwir-
kenden Bestiickungsfirmen eine
Preisanfrage fiir Montage von
Komponenten abzugeben. Zen-
tral ist das Bestellmodul, in dem
der Kunde online Preise ermit-
teln und Bestellungen abgeben
kann. Alle Leiterplatten werden
von Elprint-Ingenieuren einem
»Design Rule Check® unterzo-
gen, anschlieffend kann man on-
line verfolgen, wo im Produk-
tionsprozess sich Leiterplatten
befinden.

» Elprint Deutschland

germany@elprint.com
www.elprint.org
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Loctite Ablestik CDF 200P ist Sagefolie und
elektrisch leitende Chip-Klebefolie in einem

Mit der Einflihrung von Loctite Ablestik CDF 200P kombiniert Henkel erstmalig Séigefolie
(Dicing Tape) und elektrisch leitende Chip-Klebefolie (Die Attach Film).

Der neue Loctite Ablestik CDF 200P ermdglicht neue Geritedesigns, die diinnere Chips beziehungsweise
mehr Chips pro Bauteiltriger erfordern, und ist erhdltlich fiir 6-und 8-Zoll-Wafer.

Als einziger Materialhersteller
mit bewéhrter leitfdhiger Die-
Attach-Folien-Technologie er-
moglicht Henkel damit neue
Geritedesigns, die diinnere
Chips beziehungsweise mehr
Chips pro Bauteiltrager erfor-
dern. Loctite Ablestik CDF 200P
ist eine vorgeschnittene Folie,
erhaltlich fiir 6- und 8-Zoll-
Wafer; der Vorganger, Loctite
Ablestik C100, ist eine leitfd-
hige Die-Attach-Folie, die als
Rollenprodukt angeboten wird.

Unterschiedlichste Designs
maglich

Vor der Einfithrung von elek-
trisch leitfahigen Die-Attach-
Folien von Henkel konnten die

Vorteile der Folientechnologie
nur bei laminatbasierten Bau-
teiltragern genutzt werden. Die
Entwicklung von Loctite Able-
stik C100 im Jahr 2010 eroffnete
auch den Herstellern von Lead-
frame-Komponenten die Mog-
lichkeit, die bekannten Vorteile
der Die-Attach-Folien zu nut-
zen. Dazu gehéren gleichmi-
Bige, einheitliche Klebefugen,
neigungsfreie Positionierung
und die Moglichkeit der Ver-
arbeitung sehr diinner Wafer.
Dariiber hinaus machen die
Folien die fiir pastenformige
Materialien typischen Hohlkeh-
len @iberfliissig und erméoglichen
so eine dichtere Platzierung und
damit mehr Chips pro Bauteil-

Uber Henkel

Der Unternehmensbereich
Adhesive Technologies (Kleb-
stoff Technologien) ist Welt-
marktfihrer bei Klebstoffen,
Dichtstoffen und in der Ober-
flachentechnik. Henkel bie-
tet eine Vielzahl von Anwen-
dungen, um die Bediirfnisse
der unterschiedlichsten Ziel-

gruppen zu erfiillen - fiir Kon-
sumenten, Handwerk und
Bau wie auch fiir industrielle
Anwendungen.

2011 erzielte der Bereich
Adhesive Technologies einen
Umsatz von 7.746 Mio. Euro.
Das entspricht 50% des
Gesamtumsatzes.
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trager. Jetzt konnen Leadframe-
Halbleiterspezialisten zwischen
Henkels leitfahigen Die-Attach-
Folien Loctite Ablestik C100 im
Rollenformat und der neuen vor-
geschnittenen 2-in-1-Folie (kom-
binierte Sage- und Die-Attach-
Folie) Loctite Ablestik CDF 200P
wiéhlen - und auf diese Weise
unterschiedlichste Designs rea-
lisieren, die mit herkdmmlichen
Die-Attach-Materialien bisher
nicht méglich waren.

Vereinfacht den
Produktionsprozess

Loctite Ablestik CDF 200P ist
mit brancheniiblichen Laminier-
anlagen kompatibel und erfor-
dert demnach keine Investi-
tion in neue Ausriistungen und
Gerite. Mit einer Laminierungs-
temperatur von 65 Grad Celcius
ist das neuartige Material fiir
die meisten bestehenden Anla-
gen und Prozesse sowohl zum
Laminieren als auch zum Riick-
seitenschleifen geeignet. Dariiber
hinaus vereinfacht die einzigar-
tige Kombination aus Sdge- und
Die-Attach-Folie den Produkti-
onsprozess, da es einen Inline-
Prozess fiir diinne Wafer und
einen Laminierungsprozess in
einem einzigen kombinierten

Schritt ermoglicht. Die leitfa-
hige Die-Attach-Folie erméglicht
eine hohere Packungsdichte und
leistet so auch einen Beitrag zur
Kostensenkung bei den Herstel-
lern. In Kombination mit den
optimierten Verarbeitungsablau-
fen sorgen diese Faktoren dafiir,
dass die Gesamtprozesskosten
bei Loctite Ablestik CDF 200P
messbar niedriger sind als bei
herkémmlichen Die-Attach-
Materialien.

Breite Palette an ChipgroBen

Das Material ist fiir eine breite
Palette an Chipgroflen (von
0,22 mm x 0,22 mm bis 5,0 mm
x 5,0 mm) und verschiedenste
Wafer-Metallisierungen geeig-
net, einschliefllich Reinsili-
zium, TiNiAg und Au sowie fiir
zahlreiche Leadframe-Metalli-
sierungen wie Cu, Ag und Au.
Locite Ablestik CDF 200P ist an
verschiedenste Prozesse anpass-
bar. Mit Feuchte-Empfindlich-
keitsstufe 1 fiir unterschiedliche
Gehdusebauformen, zum Bei-
spiel SO (SOT und SOD), QFN
(DFN) und sogar QFP-Gehiuse
fir kleinere Chips, ist das Mate-
rial sehr zuverldssig. Mit seiner
hervorragenden elektrischen
Leitfahigkeit und einem sehr
niedrigen RDS(on) (Drain-
Source-Widerstand) von <10
Prozent bietet die bemerkens-
werte 2-in-1-Sage-/Die-Attach-
Folie Loctite Ablestik CDF 200P
eine ausgezeichnete Leistung.

Weitere Informationen zu
Locite Ablestik CDF 200P
oder Loctite Ablestik C100 ste-
hen unter www.henkel.com/
electronics zur Verfiigung. Hen-
kel-Experten geben per E-Mail
unter electronics@henkel.com
Auskunft, oder telefonisch unter
+1-888-943-6535 in Nord- und
Stidamerika, +44 1442 278 000
in Europa und +86 21 3898 4800
in Asien.

» Henkel AG & Co. KGaA
www.henkel.de
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Plasmaunterstiitztes Wafer-Level-Bumping

Als Hersteller fiir Prozessanlagen fiir thermische Prozesse in der Halbleiterindustrie und Mikroelektronik
sowie Vakuum-Létsysteme fiir die Leistungshalbleiterherstellung arbeitet centrotherm thermal
solutions an der Optimierung des Umschmelzprozesses von Bumps auf Wafer-Level-Basis.
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Bild 1: Optimierter Plasmaprozess fiir das Wafer-Level-Bumping

Der Einsatz von plasmaun-
terstiitzen Lotprozessen ist hin-
reichend bekannt und mittler-
weile etabliert. Hierzu werden
Vakuuml6tanlagen verwendet,
die mit einer MW-Plasmaquelle
ausgeristet sind. Die klassischen
Lotanwendungen im High-End-
Bereich fiir Kleinserien wer-
den vornehmlich fiir Module
im Bereich Laser und Medi-
zintechnik bzw. in der Luft.-
und Raumfahrt eingesetzt. Der
Einsatz von Vakuumlotanlagen
fiir das Wafer-Level-Bumping
beschrinkt sich bisher auf den
Einsatz von Standard-Vakuum-
l6tanlagen im Bereich von For-

schung und Entwicklung. Der
Einsatz als Produktionsanla-
gen ist aufgrund des manuellen
Handlings und der Beschrén-
kung auf kleine Waferdurch-
messer eher ungeeignet.

Die fortschreitende 3D-Inte-
gration auf Halbleiterebene
ergibt neue Herausforderungen
an die Qualitit von Wafer-Level-
Bumps hinsichtlich Packungs-
dichte, Oberflichenqualitit und
Yield-Rate. Der Aufwand hier
rechtfertigt auch einen Mehr-
aufwand, um fiir das Wafer-
Level-Bumping bessere Prozess-
ergebnisse zu erzielen. Auch
heute gelten die Bumps noch

.

als kritisches Schliisselelement
fir die elektrische und mecha-
nische Verbindung zwischen
Die/3D-Package und Substrat.
Die centrotherm thermal solu-
tions GmbH + Co. KG versteht
das Wafer-Level-Bumping als
Bindeglied zwischen den Halb-
leiterprozessen im Back-End-
Bereich und dem Vakuumléten.
Mit diesem Projekt soll die Vaku-
umléttechnologie weiterentwi-
ckelt und eine Anlage fiir Volu-
menproduktion fiir 300-mm-
Wafer umgesetzt werden.

Optimierter Vakuumlotprozess

In Bild 1 ist der Temperatur-
verlauf und der Kammerdruck
fiir den derzeitig umgesetzten
Prozess in einem Diagramm
dargestellt. Nach dem Evaku-
ieren der Kammer wird diese
im Anschluss mit Prozessgas
gefiillt. Der verbleibende Rest-
sauerstoffgehalt liegt im unteren
ppm-Bereich und hat keine nega-
tive Auswirkung auf das Lot. Mit
der Wahl eines geeigneten Pro-
zessgases, wie Formiergas 95/5
oder reinem Wasserstoff, kann
hier schon fiir eine reduzierende
Prozessatmosphare gesorgt wer-
den. Parallel zum Fluten der
Kammer wird der Wafer auf

Léttemperatur aufgeheizt. Nach-
dem die Schmelztemperatur
auf dem Wafer erreicht wurde
und das Lot vollstindig aufge-
schmolzen ist, wird erneut eva-
kuiert. Dieser Schritt dient iibli-
cherweise der Eliminierung der
Voids, die in der Lotstelle ein-
geschlossen sind. Fiir den Plas-
maprozess wird dann zusétzlich
Gas in die Vakuumkammer ein-
geleitet und das Plasma geziin-
det. Nach dem Plasmaprozess-
schritt erfolgt durch die Flutung
der Kammer mit Stickstoff das
Kiihlen des Wafers. Anschlie-
Bend wird er bei Atmosphéren-
druck aus der Prozesskammer
entnommen.

Prozessergebnisse

Wie beschrieben, wird durch
das Vakuum eine Eliminierung
der eingeschlossenen Gasbla-
sen im fliissigen Lot erreicht.
Da die Bumps offen liegen und
die Lotstelle nicht abgedeckt ist
wie beim Loten von Leistungs-
halbleitern, gelingt dies relativ
einfach. Bild 2 veranschauli-
cht den Unterschied zwischen
Bumps, die unter Stickstoff
und Atmosphirendruck pro-
zessiert wurden, und Bumps,
die iiber einen Vakuuml6tpro-

l .

Bild 2: Links: Void-behaftete Bumps, umgeschmolzen unter Atmosphdrendruck, rechts: Void-freie Bumps aus einem Vakuumlotprozess
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Bild 3: Auflicht- und Schragaufnahme von Bumps nach einem
Umschmelzprozess unter Stickstoffatmosphdre

Bild 4: Auflicht- und Schrdgaufnahme von Bumps nach einem
Umschmelzprozess mit Plasmaunterstiitzung

Bild 5: Vergleich der Bumps im REM, links: Bump aufgeschmolzen unter N2-Atmosphdre, rechts: Bump
umgeschmolzen mit Plasmaunterstiitzung

zess umgeschmolzen wurden.
Das Entfernen der Voids fiithrt
zu einem gleichmifligen Volu-
men der Lotbumps und verbes-
sert somit die Gleichformigkeit
der Geometrie (Durchmesser
und Ho6he) der Bumps.

Durch die Aktivierung des
Prozessgases im Plasma wer-
den die Lotoberflichen einer
stark reduzierenden Atmo-
sphare ausgesetzt. Hierdurch
ist ein Abbau der Oxidschicht
auf dem Lot schon in sehr kur-
zer Zeit moglich. Durch die
oxidfreie, reduzierte Lotober-
fliche wird die Oberflichen-
spannung positiv beeinflusst,
und die Lotkugeln bilden sich
gleichférmig aus. In Bild 3 ist
das Ergebnis eines Umschmelz-
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prozesses unter Stickstoffatmo-
sphire gezeigt. Deutlich erkennt
man, dass die Bumps noch die
zylindrische Form vom Plating
aufweisen. Zudem ist die raue
und oxidbehaftete Oberfldche
zu sehen.

Im Vergleich hierzu zeigt
Bild 4 das Ergebnis eines
Umschmelzprozesses mit Plas-
maunterstiitzung. Die Bumps
haben die gewiinschte Kugel-
form. Die Oberfliche weist kaum
noch Oxidriickstinde auf und
ist hochglanzend.

Bild 5 verdeutlicht nochmals
den positiven Einfluss des Plas-
mas auf die Lotoberflache.

Ein weiterer Vorteil des Plas-
maverfahrens ist, dass aufgrund
des Einsatzes reiner Prozessgase

keine Riickstdnde auf dem Wafer
verbleiben und die Wafer deshalb
ohne weiteren Reinigungsschritt
weiterverarbeitet werden kon-
nen. Solche Riickstinde bleiben
meist zuriick, wenn die Bumps
aus Lotpaste umgeschmolzen
werden. Fiir Bumps aus Lotpaste
ist grundsitzlich aber ein
Umschmelzen mit einem
Vakuumschritt denkbar. Hier
wird dann zumindest der Effekt
des Vakuums genutzt, um
voidfreie Bumps zu erhalten.
Der plasmaunterstiitzte
Umschmelzprozess ist fir
Wafer geeignet, deren Bumps
galvanisch abgeschieden oder
im Sputterverfahren aufge-
bracht wurden. Es besteht
keine Beschriankung fiir die

Legierung des Lotes. Im Labor
wurden erfolgreich Versuche
mit bleifreien Lotlegierungen
(z.B. SnAg) als auch mit
hochbleihaltigen Legierungen
durchgefiihrt.

Derzeit arbeitet centrotherm
an der Prozess-Optimierung
hinsichtlich Gleichmafigkeit der
Bump-Qualitét tiber den gesam-
ten 300-mm-Wafer. Ebenso wird
kontinuierlich an der Duchsatz-
optimierung gearbeitet.

Diverse Vorziige

Abschliefend nochmals die Vor-

teile eines plasmaunterstiitzen

Umschmelzprozesses fiir Wafer-

Level-Bumping:

o reduzierende Atmosphire
durch geeignetes Prozessgas
beim Aufschmelzen des Lots

o positiver Einfluss auf Voids
durch Vakuum im Liquidus
des Lots

« gleichmiflige Geometrie der
Bumps (Durchmesser, Hohe)

o bessere thermische und elek-
trische Eigenschaften

o zusitzliche Aktivierung der
Bump-Oberfliache durch das
Plasma, dadurch:

o oxidfreie Oberflache der Sol-
derballs

o optimale Ausbildung der Lot-
kugel aufgrund reiner, redu-
zierter Metalloberflichen

Stefan Moosmann, Technologie
Back-End, centrotherm

» centrotherm thermal
solutions GmbH + Co. KG
www.centrotherm-ts.de
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Flachen- und Punktlichtstrahler zum Ausharten

Delo hat sich die noch schnellere und

effizientere Aushértung von licht- und
UV-hirtenden Klebstoffen zum Ziel
gesetzt. Mit neuen leistungsfahigen LED-
Aushirtelampen setzt das Unternehmen
jetzt Mafistédbe: Bei der Delolux 80/400
konnten die Intensitit und die Grofie
der belichteten Fliche deutlich gesteigert
werden. Die Familie der LED-Punktstrahler
Delolux 50 wurde um die Wellenldnge
400 nm erweitert. Damit werden grof3ere
Klebstoffschichtdicken ausgehirtet und
Kunststoffe besser durchstrahlt.

Die wassergekiihlte Delolux 80/400 ver-
bindet hohe Intensitiat mit schneller Aus-
hédrtung einer grofien homogenen Belich-
tungsfliche. Die Lichtaustrittsfliche wurde
im Vergleich zum Vorgédngermodell um
85% vergrofiert. Aufgrund der innovativen
Optik wird auf einer deutlich vergrofierten
Belichtungsfliche eine duferst homogene
Intensitétsverteilung erreicht. So werden
die zu verklebenden Bauteile auch bei vari-

ablen Arbeitsabstinden homogen belichtet.
Das Ergebnis ist maximale Flexibilitdt des
Abstands des Lampenkopfes zum Bauteil
bei unterschiedlichen Bauteildimensionen.
Eingesetzt wird die Delolux 80/400 bereits
in der Produktion von Knowles Sound Solu-
tions, dem Markt- und Innovationsfiihrer
bei Handy-Lautsprechern.

Der LED-Punktstrahler Delolux 50/400
eignet sich fiir alle lichthdrtenden Kleb-
stoffe. Mit der Wellenlange 400 nm kénnen
schwer durchstrahlbare Kunststoffe, wie
PMMA, PS oder PC, besser durchleuchtet
werden. Hierdurch wird das Anwendungs-
spektrum der Delolux-50-Punktlichtstrah-

ler deutlich erweitert. Ein weiterer Vorteil
ist die Aushédrtung hoherer Schichtdicken.
Aufgrund der lingeren Wellenldnge kann
das Licht tiefer in den Klebstoff eindringen.
Damit wird eine prozesssichere Klebstoft-
aushértung sichergestellt. Mit diesem Eigen-
schaftsprofil sind die Delolux-50-Punkt-
strahler ideal geeignet fiir Anwendungen,
die maximale Leistung auf begrenztem
Bauraum erfordern.

» Delo Industrie Klebstoffe
www.delo.de
www.delo.de/led-lampen

DICO Electronic hat als neuen Pro-
duktbereich fiir die Elektronikfertigung
Lote im Niedrigtemperaturbereich in
das Vertriebsprogramm aufgenommen.
Niedrigschmelzende Lote werden bené-
tigt, wenn die zu l6tenden Bauteile oder
das Substrat keine Lottemperaturen iiber
180 °C vertragen. Die dabei verwendeten
Legierungen enthalten in verschiedenen
Zusammensetzungen in der Regel Bis-
mut, Zinn, Indium und Silber.

Typische Einsatzgebiete fiir niedrig-
schmelzende Lote sind Zweitlot bei bereits
geloteten Leiterplatten oder Schmelzsi-
cherung fiir Sicherungselemente.

Die Lote kénnen in Stangen- oder Bar-
renform, als Lotdraht und als kunden-

spezifisches Lotformteil geliefert werden.
Es gibt verschiedene Legierungen, deren
Liquidus nicht @iber 170 °C liegt. Dane-
ben sind auch eutektische Legierungen
lieferbar. Eine bleifreie Niedrigtempe-
raturlegierung ist z.B. Bi57Sn42Ag1 mit
einem Schmelzbereich von 138...140 °C
und einer Arbeitstemperatur von 180 °C.
Selbstverstiandlich sind auch bleihaltige
Legierungen lieferbar, z.B. die Legierung
Bi42Pb42Sn16 mit einem Schmelzbereich
von 96...110 °C und einer Arbeitstempe-
ratur von 155 °C.

» DICO Electronic
info@dico-electronic.de
www.dico-electronic.de

Neuer Klebstoff fiir RFID-Anwendungen

Der weltweite RFID-Markt ist auf
dem Vormarsch. IDTechEx prognosti-
ziert einen Zuwachs von 2,4 auf 125 Mrd.
RFID-Tags im Jahr 2020. Fiir die Hersteller
von RFID-Labeln steht dabei die kosten-
giinstige Produktion im Fokus. Zugleich
muss der Transponderchip zuverlissig
befestigt werden.

Diesen Anforderungen trégt der neue
Epoxidharzklebstoff Delomonopox AC268
Rechnung: Er ermdglicht schnellste Pro-
duktionsablaufe bei gleichzeitig hochster
Zuverldssigkeit. Entwickelt wurde der
anisotrop leitfahige Klebstoff fiir RFID-
Anwendungen. Sein Einsatz ist aber auch
fiir weitere Electronic Packaging-Anwen-
dungen maglich.

Delomonopox AC268 wird in Chip-
Attach-Prozessen, insbesondere bei Flip-

oo

5
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Chip-Anwendungen eingesetzt. Auf der
RFID-Antenne verklebt er die teilweise
nur 400 um kleinen Chips zuverldssig
und an definierter Position. Mit Einlage-
rungstests von 1000 h bei 85 °C/85% r.F.
konnte Delo die gleichbleibend gute elek-
trische Kontaktierung auf Kundensub-
straten nachweisen.

Schnelle Produktionsprozesse werden
aufgrund der kurzen Aushartezeit mittels
Thermode innerhalb von 6 s bei 190 °C er-
moglicht. Dadurch konnen auf einer Flip-
Chip-Anlage bis zu 20.000 Mikrochips
pro Stunde verklebt werden. Der Kleb-
stoff bietet dabei eine gute Haftung auf
einer Vielzahl von flexiblen und starren
Substraten, wie z.B. PET, Polyimid, FR4,
Kupfer, Aluminium und Silber.

Ausgiebig getestet wurde der Delomo-
nopox AC268 in den Delo-Engineering-
Labors: Dazu gehoren unter anderem
Temperaturschocktests, Bending-Tests
und die Einlagerung im Klimaschrank.

» Delo Industrie Klebstoffe
www.delo.de
www.delo.de/RFID

V.
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Loten und Entloten mit Niveau

Létaufgaben kénnen mit der neuen Zweikanal-L6t- und Entlétstation WXD 2 und
dem neuen High-Power-Entl6tkolben WXDP 120 nun noch schneller erledigt

werden.

Die digital geregelte L6t- und
Entlotstation WXD 2 wurde fiir
professionelle Reparaturarbeiten
an elektronischen Baugrup-
pen neuster Technologie in der
industriellen Fertigungstechnik
sowie im Reparatur- und Labor-
bereich konzipiert.

Wie bei allen WX-Werkzeugen
von Weller lassen sich die Ent-
l6tparameter mit der L6t- und
Entl6tstation WXD 2 einfach
programmieren und im Werk-
zeug abspeichern. So kann nach
dem Einstecken sofort losgelegt
werden, ohne langwierige Ein-

stellvorgange. Das Power-Sha-
ring erlaubt eine flexible Aus-
wahl und den gleichzeitigen
Betrieb von WX-Werkzeugen fiir
jeden Anwendungsbereich bis zu
200 W (255 W) Gesamtleistung.
Der Vorteil: hohe Kostenerspar-
nis, da fiir mehrere Anwen-
dungen nur eine Versorgungs-
einheit benotigt wird. Durch die
Auswahl des optimalen Werk-
zeugs und der korrekten Arbeit-
stemperatur werden Nacharbei-
ten reduziert.

Als zentrale Steuereinheit
kann die WXD 2 die extern

Kennzeichen der Lot- und Entlotstation WXD 2

tragung

externe Druckluftversorgung

Druckluftsystem fiir stabiles Entléten, hohes Vakuum
Parameterspeicher im Kolben

Speicherung der wichtigsten Daten auf dem Kolben
keine Justierung der Lotstation erforderlich

eindeutige Werkzeugerkennung

Werkzeuganschluss fiir storungsfreie, digitale Dateniiber-

« anschlieflbare Werkzeugleistung bis 255 W
o schneller Wechsel der Lot- und Entlotkolben
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angeschlossenen Vorheizplatten
und Létrauchabsaugungen von
Weller steuern und abschalten,
wenn nicht gelotet wird. Dies
fithrt zu hohen Energie- und
Kosteneinsparungen.

Uber eine externe Druck-
luftversorgung erzeugt die
wartungsfreie Venturi-Einheit
ein konstantes Vakuum. Eine
ibersichtliche und mehrspra-
chige Meniifithrung verkiirzt
die Einlernzeit. Das Dreh-Klick-
Rad ermoglicht eine intuitive
Bedienung.

Mit einer Aufheizzeit von 35 s
setzt der WXDP 120 Maf3stabe
fiir hochleistungsfahiges Loten
und Entléten. Der Entl6tkolben
ist aus dem Stand-by-Modus
bereits nach 20 s einsatzbereit.
Dank eines integrierten Sensors
schalten sich WX-Werkzeuge von
Weller nur bei Bewegung ein. So
wird dann Energie verbraucht,
wenn die Werkzeuge tatsich-
lich im Einsatz sind. Dank per-
fekter Ergonomie und bedie-
nerfreundlicher Technik ist das
Wechseln von Zinnkartusche
und Saugdiise schnell méglich.
Der WXDP 120 setzt auch im
Handling neue Maf3stabe.

Der neue verldngerte Diisen-
schaft verhindert ein Verkle-
ben des Absaugrohrs. Da der
Saugkanal mit ausgewechselt
wird, gehort lastiges und zeit-
raubendes Sdubern der Vergan-
genheit an. Die vergleichsweise
niedrigen Arbeitstemperaturen
(380 °C) und der automatische
Stand-by-Modus verlangern die
Standzeiten der Saugdiisen ca.
um das Dreifache.

Zwei Sets sind erhaltlich: Das
WXD 2010 Set besteht aus Ver-
sorgungseinheit WXD 2 und
WXDP 120 Entlotkolben mit
Sicherheitsablage WDH 70. Beim
WXD 2020 Set kommt noch der
WXP 120 Létkolben mit Sicher-
heitsablage WDH 10 hinzu.

» setron GmbH
www.setron.de

SELEKTIV
LOTEN

Innovative
Losungen fiir
lhre Elektronik-
Fertigung

Stand Alone System
Handex

Inline Fluxen, Heizen
& Loten

Rubroder GmbH
Factory Automation
Theodor-Neizert-Str. 2
D-56170 Bendorf
Tel. 026 22 -94 37 - 30
info@rubroeder.de
www.rubroeder.de

® RUBRODER GMBH @
FACTORY AUTOMATION

Besuchen Sie unser
Demo-Center fiir einen

Test lhrer Anwendung
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Doppelseitig klebende Stanzteile

Schreiner Protech prdsentiert doppelseitig klebende Stanzteile. Damit k6nnen Bauteile aus
unterschiedlichen Materialien optimal verbunden werden. Der Klebstoff des Stanzteils ist auf beiden
Seiten speziell auf die unterschiedlichen Kontaktfliichen eingestellt.

Zur Verbindung von Kon-
struktionen werden vielfach
Fliissigkleber verwendet oder
traditionelle Techniken wie
Schrauben, Nieten und Punkt-
schweiflen angewandt. Diese
Verbindungstechniken bringen
aber oft Nachteile mit sich: Zum
Beispiel haben viskose Stoffe eine
lange Aushértphase oder beim
Verschrauben einer Konstruk-
tion konnen die einzelnen Bau-
teile am Gewinde ausreifien.

Eine schnelle, sichere und
zuverldssige Losung bieten Dop-
pelseitig klebende Stanzteile von
Schreiner ProTech - eine opti-
male Technik zum Verbinden,
Abdichten, Isolieren und Dam-
men von Konstruktionen.

Produktbeschreibung

Doppelseitig klebende Stanz-
teile (DSKS) bestehen aus einer
klimastabilen Folie, die beidsei-
tig mit einem speziellen Klebstoft
beschichtet wird. Dabei wird
der Klebstoff individuell auf die
Anforderungen und Materialien
angepasst. So verbinden DSKS
selbst hochenergetische Metall-
oder Kunststoffoberflichen und
niedrigenergetische Oberflichen
miteinander, wie zum Beispiel
PE und PP.

Sie sind hochtemperatur-,
UV-Licht-, chemikalien- und
losemittelbestdndig. Durch die
automatische Verarbeitung mit

38

hohen Taktzahlen werden Pro-
zesse beschleunigt und Kosten
gesenkt.

Produktnutzen

Doppelseitig klebende Stanz-

teile bieten viele Vorteile. Sie

« lassen sich einfach und auto-
matisch applizieren

« sind sehr sauber in der Ver-
arbeitung

« bieten Prozesssicherheit durch
definierte Klebstoffeigen-
schaften

« benotigen keine Trocknung
oder Aushidrtung in spezi-
ellen Ofen

« sind, ist die Folie mit einem
ablosbaren Klebstoff beschich-
tet, einfach demontierbar und
das Bauteil kann wieder ver-
wendet werden

L6ét- und Verbindungstechnik essssssssssssssssss——

Spendesystem fiir DSKS mit passgenauer Abdeckfolie und Anfasslasche.

« bieten durch eine Vielzahl von
Haftklebern selbst auf schwie-
rigen Oberflichen zuverlis-
sigen Halt

« sind variabel in der Form,
auch mit komplexen Aufen-
und Innenkonturen

Besondere Merkmale

DSKS benoétigen keine l6semit-
telhaltigen Fliissigklebstoffe und
bestehen dadurch Umweltzerti-
fikate und Okoaudits.

Einsatzbereich

Bei der Montage elektronischer
Bauteile, in der Leiterplattenfer-
tigung, Steuerungs- und Tele-
kommunikationstechnik.

Konfektionierung
Als Endlosmaterial auf Rolle.

Systemkompetenz:
Alles aus einer Hand

Bei allen Losungen hat Schrei-
ner ProTech stets das Gesamt-
system im Blick. So beraten die
Experten von Schreiner ProTech
bei der Auswahl, Installation
und Instandhaltung der nétigen
Verarbeitungstechnik.

Spendesysteme: Varianten

DSKS mit durchgehender
Abdeckfolie kdnnen ebenso auto-
matisch verarbeitet werden wie
auch DSKS ohne Abdeckfolie.

» Schreiner Protech

GmbH & Co. KG
info@schreiner-protech.com
www.schreiner-protech.com

=

Vollautomatische Verspendung der DSKS mittels Hover-Davis-Feeder in Bestiickungsautomaten.
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Sekundenschnelles Verkleben unterschiedlicher Kunststoffe

Der Ultra Light-Weld 3013 von Dymax ist ein widerstand-
fahiger, diinnfliissiger und feuchtigkeitsbestédndiger Klebstoff,
der speziell fiir die rasche Verklebung einer Reihe von Kunst-
stoff- und Metallsubstraten entwickelt wurde.

Das Produkt ermoglicht hochbelastbare und umweltresi-
stente Verklebungen. Typische Anwendungen sind Klebever-
bindungen, Abdichtungen, Einkleben von Kunststoftfenstern
und Verklebung von Kunststoffgehdusen.

Ultra Light-Weld 3013 1af3t sich einfach dosieren und er-
moglicht so die Platzierung einer exakten Klebstoffmenge auf
dem Substrat. Bei Bestrahlung mit Schwarzlicht (365 nm) fluo-
resziert das Produkt blau und erméglicht eine visuelle Quali-
tatskontrolle.

Dieser 16semittelfreie, arbeitnehmerfreundliche Klebstoff hér-
tet in Sekundenschnelle durch Belichtung mit ultraviolettem
sowie sichtbarem Licht auch durch UV-geblockte Kunststoffe
aus. Die sehr rasche Aushartung maximiert die Produktions-
geschwindigkeit und senkt dadurch die Prozesskosten.

Ultra Light-Weld 3013 ist optimal geeignet fiir die Verkle-
bung von ungleichen Materialien, die nicht mit herkémmlichen
Schweifiverfahren und anderen Klebstofftypen verbunden wer-
den konnen. Substrate, die sich fiir eine Verklebung mit Ultra

Light-Weld 3013 eignen, umfassen transparentes oder licht-
durchlassiges PMMA, Metall, Polycarbonat, PVC, ABS, Poly-
urethan und Polystyrol.

» Dymax Europe GmbH
info_de@dymax.com, www.dymax.de

Lotpasten und Lotkugeln

Lotpasten und Lotkugeln in kleinen Gebinden

Verbrauchsmaterialien fiir Rework-Auf-

befinden sich bleifreie (Sn95,5Ag4Cu) und
bleihaltige (Sn62Pb36Ag2) Pasten der Klas-
sen 3, 5 und 6. Alle Pasten sind optimiert
fiir die Nutzung in Dosierrobotern und
eignen sich auch hervorragend fiir Hand-
dosieraufgaben. Wegen der kleinen Dot-
Durchmesser von etwa 150 um bei QFN-
Aufgaben wird die Klasse-6-Paste von Tech-
nikern bei Martin unter Vakuum in Kar-
tuschen abgefiillt.

Ebenso verhilt es sich mit Lotkugeln, die
fiir das Reballing von BGAs benétigt wer-
den. Durch Kontakt mit Luftsauerstoff und
Luftfeuchtigkeit altern Lotkugeln schnell
und sollten kurz nach Offnen der Verpa-
ckung aufgebraucht werden. Allzu oft jedoch
werden keine grofien Mengen von Lotku-
geln benotigt, und ein grofier Teil der Lot-
kugeln wird entsorgt. Eine Optimierung
hier ist es, die Verpackungseinheiten der
Lotkugeln so klein wie moglich zu wéhlen.

Bei Martin ist eine grofie Auswahl (300,
350, 400, 450, 500, 600, 762, 889 um) an Lot-
kugeln (Sn63Pb37 und Sn96,5Ag3Cu0,5) in

gaben miissen hohen Qualitdtsanspriichen
geniigen und sind gerade deshalb in klei-
nen Gebinden verfiigbar. Die Haltbarkeit
von Lotpaste ist begrenzt und liegt je nach
Anbieter und Typ zwischen drei und sechs
Monaten. Fiir Produktionsprozesse ist das
meist kein Problem, da grof3e Mengen von
Lotpaste durchgesetzt werden, aber fiir
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Aufgaben in der SMD-Reparatur kann es
deswegen zu vermeidbaren Kosten kom-
men, ndmlich wenn Pasten wegen iiber-
schrittenem Haltbarkeitsdatum entsorgt
werden miissen.

Die unterschiedlichen Lotpasten der
Firma Martin sind bereits ab der Kartu-
schengrofle 5 cm? verfiigbar und kénnen
stiickweise bezogen werden. Im Sortiment

einer Verpackungsgrofle von 50.000 St./Box
erhaltlich. Alle Lotkugeln sind unter tro-
ckener Argonatmosphire abgefiillt wor-
den und ungeéffnet mindestens zwolf
Monate haltbar.

» Martin GmbH

info@martin-smt.de
www.martin-smt.de
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Dosiertechnik

Ventilsteuergerate fiir prazises Dosieren
von Flussigkeiten

Nordson EFD hat zwei neue Ventilsteuergerdte im Programm, die insbesondere zur Steigerung der
Leistungsfdhigkeit und Wirtschaftlichkeit im Bereich Produktmontage geeignet sind.

Wiederholgenaue Dosiermengen

ValveMate 7100 und Valve-
Mate 7140 arbeiten mit den neu-
sten Technologien von Nord-
son EFD und ermoglichen
prazise und wiederholgenaue
Dosiermengen von Klebstoffen,
Schmiermitteln und anderen
Fliissigkeiten, die bei Monta-
geprozessen hochwertiger Pro-
dukte, wie medizinische Gerite
und tragbare elektronische
Gerite, verwendet werden.

GleichmaBige Sprithmuster

Das ValveMate 7100 wird fiir
prazise und wiederholgenaue
Punkt- und Raupendosierungen,
Auftragen gleichméafliger Kleb-
stoffbahnen und Abdichtungen
sowie fiir Fiillanwendungen ein-
gesetzt. Das ValveMate 7140 ist
ein Sprithventil-Steuergerit und
wird verwendet, um gleichmé-
Bige Sprithmuster in Beschich-

tungs-, Markierungs- und
Schmierverfahren aufzutragen.

Regulierung des Dosiervorgangs
direkt am Ventil

Fiir Anwendungen mit mehre-
ren Ventilen kann das ValveMate
8000 fir bis zu vier Dosierven-
tile und das ValveMate 8040 fiir
bis zu zwei Sprithventile einge-
setzt werden. Die Ventilsteuer-
gerite ermoglichen die Regulie-
rung des Dosiervorgangs direkt
am Ventil und bieten benutzer-
freundliche Funktionen. Sie eig-
nen sich fiir automatische und
halbautomatische Dosierpro-
zesse und lassen sich problem-
los an SPS-Einheiten und andere
Gerite anschliefien.

» Nordson EFD Deutschland
info.de@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com

Benchmarking - Dosiergenauigkeiten von Dosiersystemen

-

Neben den immer kiirzer werdenden Taktzeiten und der stei-
genden Anforderung an zuverldssige Dosiersysteme, nimmt
auch die Dosiergenauigkeit eine entscheidende Rolle ein. Fast
alle Fluide wie z.B. Klebstoffe werden permanent anspruchs-
voller und komplexer. Einfache Zeit-Druck Systeme sind zwar
verhaltnismaflig preisgiinstig in der Anschaffung, versagen
jedoch hiufig wenn hohe Qualititsanspriiche an die Dosie-

rung gestellt werden. Nicht kalkulierte Nebenkosten aufgrund
gestiegener Ausschussraten oder Reklamationen sind bei Ver-
wendung der richtigen Dosiertechnik vermeidbar.

Das Endloskolbenprinzip gehort zu den positiven Verdran-
gersystemen und ist eine rein volumetrische Pumpentechnolo-
gie. Die Geometrie von Rotor und Stator sichert einen konstan-
ten Volumenstrom, der sich proportional zur Drehzahl verhilt.
Durch die daraus entstehenden Forderkammern ist es moglich
feststoffbeladene Medien absolut schonend zu férdern. Diese
Pumpentechnologie ist komplett selbst dichtend und arbeitet
ohne zusitzliche Ventile. Das Dosierergebnis bleibt konstant
bei geringsten Viskositatsschwankungen aufgrund Druck-, Zeit-
und/oder Temperaturunterschieden.

Die Firma ViscoTec beschiftigt sich seit zwei Jahrzehnten
mit der Technik des volumetrischen Dosierens - von der Ent-
wicklung und Konstruktion bis zur Herstellung aller fiir die
perfekte Dosierung relevanten Fertigungsteile. Jeder Dispen-
ser wird separat gepriift und einzeln abgenommen. Ein hoher
Qualitatsanspruch der sich im Ergebnis Dosierung wieder-
spiegelt. Vergleichbare Technologien anderer Hersteller kom-
men im Punkt Dosiergenauigkeit eindeutig an deren Grenze.

» ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
www.viscotec.de

V.
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Kompakte Roboterdosierzelle erleichtert

Mensch-Maschine-Interaktion
| .

o] T peng ma

|

-

Wir stellen aus: Bondexpo, Halle 7, Stand 7501
Fakuma, Halle B2, Stand 2203

Auf den Herbstmessen Bond-
expo und Fakuma 2012 présen-
tiert Rampf Dosiertechnik ein
Highlight in der Anlagentechnik:
eine kompakte, Platz sparende
Roboterdosierzelle DC-RS250,
die den neusten KUKA-Robo-
ter aus dem Bereich Kleinrobo-
tik integriert, den KUKA KR
Agilus. Rampf optimiert damit
die manuellen Handlingauf-
gaben des Bedieners. Die kon-
struktiven Schwerpunkte lagen
auf dem One-Piece-Flow. Die
Dosierzelle besitzt zwei vonei-
nander getrennte Positionen,
an denen das Bauteil zur Bear-
beitung eingelegt und wieder
entnommen werden kann. Das
bedeutet Benutzerfreundlich-
keit und geringes Risiko, Teile
zu verwechseln.

Die Dosierzelle DC-RS250
mit dem Roboter eignet sich
zur Applikation von 1- und
2-K-Systemen auf zwei- und
dreidimensionalen Bauteilen.
Fiir diese Dosieraufgaben bie-
tet das Basismodell KR 6 R900
eine maximale Reichweite von
901 mm, erreicht Punkte nahe
der Roboterbasis fiir die Funkti-
onen Spiilen/Fiillen/Wégen und
ermoglicht es, trotzdem noch
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Bauteile mit (LxBxH) 250 x 250 x
200 mm zu bearbeiten.

Der Roboter kann mit ver-
schiedenen Mischsystemen
ausgestattet werden und eignet
sich zum Schidumen, Vergie-
fen und Kleben. Ebenso kann
das System hochabrasive Mate-
rialien, wie z.B. Wirmeleitpa-
sten, verarbeiten.

Fiir die Sicherheit in der
Zusammenarbeit zwischen
Mensch und Maschine wurde
der Roboter mit einer Safe-
Operation-Funktion ausgestat-
tet. Auch fiir Wartungen besitzt
die Dosierzelle eine ausgekliigelte
Losung: Der auf einem Schie-
betisch sitzende Roboter kann
einfach herausgefahren werden.
Das erleichtert den Zugriff auf
Mischsystem und Werkzeuge.

Fazit: Die Dosierzelle von
Rampf Dosiertechnik ist {iber-
all dort einsetzbar, wo der Auto-
matisierungsgrad der Dosierein-
heit reduziert werden soll und
der Anwender eine hohe Vari-
anz in der Produktion fordert.

» Rampf Holding
GmbH & Co. KG
info@rampf-holding de
www.rampf-gruppe.de

| o T

* Steigern Sie lhre

i, AT AN AT

Produktivitat!

« Prézision und Zuverlassigkeit
« Hohe Durchflussleistung
« Geringer Wartungsaufwand

Fiir Inre Anwendungen: Kleben,
Abdichten, Spriihen, Markieren,
Loten, ...

L

75172 Pforzheim - Deutschland
Tel. +49 (0) 7231 9209-0
info.de@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/de
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Vollautomatische Kontaktierung und

Backrail-Montage mit 2K-Kleber

Um PV-Diinnschichtmodule wettbewerbsfihig zu produzieren, miissen die Anlagen hocheffizient
arbeiten. Einen Beitrag dazu leistet die vollautomatische, modular aufgebaute Kontaktierungslinie
ecoContact der Day4 ecolec durch den Einsatz eines 2K-Leitklebers. Aulserdem entwickelte das
Unternehmen ein Modul fiir die automatische Backrail-Montage.

Der 2K-Leitkleber bietet nicht nur ein einfacheres Handling, er ldsst sich auch prozesssicherer dispensen

Fotos: Day4 ecoTec.

Ublicherweise kommen bei
der Leitkleber-Kontaktiertech-
nologie Silberleitkleber zum Ein-
satz, deren Komponenten vorge-
mischt sind. Um ein vorzeitiges

Aushirten dieser sogenannten
1K-Kleber zu verhindern, ist ein

und gelagert sowie nach dem
Auftauen innerhalb von rund

umstdndliches Handling erfor- 48 h verarbeitet werden. Dabei
derlich: Sie miissen beispiels- verandert sich die Viskositét des

weise tiefgefroren transportiert

Mit dem bei der ecoContact eingesetzten Dosierventil werden sehr
gleichmdBige Linien erreicht.

47

Klebers, wodurch es wahrend der

Photovoltaik essssssssssssssssssE—————

Standzeit zu unterschiedlichen
Dispensergebnissen kommt und
héufig auch hohe Verlustmengen
anfallen. Ein weiterer negativer
Aspekt ist der hohe Reinigungs-
aufwand an der Dosier- und Dis-
penseinrichtung.

2K-Leitkleber — einfach besser

Diese Nachteile beseitigte
Day4 ecoTec (frither ACI eco-
Tec) bei der vollautomatischen
Kontaktierungslinie ecoContact
durch den Einsatz eines inno-
vativen Dispenskopfes fiir die
Verarbeitung von zweikompo-
nentigen Silberklebern.

Grundmasse und Aktivator
des Klebers werden dabei erst in
der direkt vor der Dispensspitze
befindlichen Mikrodosierkam-
mer gemischt, und zwar durch
einen integrierten Mischer. Dies
verlangert nicht nur die Stand-
zeit des Klebers signifikant, er
weist auch eine gleichbleibende
Viskositdt auf und ldsst sich
dadurch prozesssicherer dispen-
sen. Im Zusammenspiel mit dem
bei dieser Kontaktierungslinie
eingesetzten Dosierventil wer-
den sehr gleichmiaflige Linien

Der Dispenskopf bringt den Leitkleber mit einem Vorschub von bis

Zu 300 mm/s auf.
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Fiir die vollautomatische Montage von Backrails steht ein neu
entwickeltes Modul zur Verfiigung.

erreicht, die der Geometrie des
Kontaktbandes entsprechen und
damit fiir hohere Prozessquali-
tat sorgen. Und das bei gleich-
zeitig reduzierter Dosiermenge.

Weitere Vorteile sind der ver-
ringerte Reinigungsaufwand
und die deutlich geringere Ver-
lustmenge nach einem Anlagen-
stillstand, bei dem die Mikrodo-
sierkammer und das Dosierven-
til nicht ,,leer gefahren® wurden.

Optimale Losung

In der Standardversion ist
das Modul fiir die Leitkleber-
applikation der ecoContact mit
einem Dispenskopf ausgestat-
tet. Dieser bringt den Leitkle-
ber mit einem Vorschub von
bis zu 300 mm pro Sekunde auf,
wobei die Dosierspitze kontinu-
ierlich tiberwacht wird. Eventu-
elle Unebenheiten in der Glas-
platte gleicht eine Hohenanpas-
sung automatisch aus.

Der kontrollierte und hoch-
prizise Auftrag des 2K-Kle-
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bers reduziert bei der Stan-
dardapplikation einer 1.300
bzw. 1.400 mm langen Substrat-
platte den Verbrauch auf deut-
lich weniger als ein Gramm.
Durch die CNC-Steuerung des
Kopfes lassen sich Lage, Lange
und Abstand der Klebespuren
jeweils frei programmieren.
Auflerdem wird es dadurch mog-
lich, ohne Umriistarbeiten mehr
als zwei Klebespuren zu ziehen.
Dies vereinfacht beispielsweise
die Produktionsumstellung von
Standard-Diinnschichtmodulen
auf Low-Voltage-Module. Zur
Verkiirzung der Taktzeiten las-
sen sich auch problemlos wei-
tere Dispenskopfe in das Modul
und die Steuerung integrieren.

Einfache Nachriistung und
Modernisierung

Die modular aufgebaute eco-
Contact besteht aus Plug&Play-
Standardkomponenten mit inte-
grierten Schaltschranken fiir das
Aufbringen des Leitklebers, der

Langs- und Querkontaktierung
sowie dem Verl6ten der Strom-
sammelschienen. Die Kompo-
nenten sind entsprechend der
eingesetzten Fertigungstechno-
logie fiir alle gingigen GrofSen
von PV-Diinnschichtmodulen
frei kombinierbar und ermog-
lichen die komplette Kontaktie-
rung eines Diinnschichtmoduls
in weniger als 30 s.

Die hohe Flexibilitét der eco-
Contact erlaubt auch die einfache
Nachriistung und Modernisie-
rung praktisch aller am Markt
eingesetzten Kontaktierungs-
systeme mit dem Modul fiir die
Applikation des 2K-Leitklebers
und anderer Komponenten.

Neues Modul zur
Backrail-Montage

Dazu zihlt auch das fiir die
automatische Backrail-Montage
von Diinnschichtmodulen entwi-
ckelte Modul. Die beispielsweise
trapezférmigen Backrails werden
durch einen Schiebemechanis-
mus aus dem manuell bestiickten
Magazin entnommen und
einzeln in die Montagelinie
eingefiithrt. Um eine gute Haf-
tung zu gewdéhrleisten, erfolgt
zunichst eine Reinigung der
Klebeflichen. Anschlieflend
werden die Stahlschienen in
die Dispenskabine transportiert
zwecks Auftrag eines 2K-Klebers
an zwei definierten Positionen
als 1 cm breite und 0,8 mm

hohe Raupe iiber die ganze
Lange. Dabei gewihrleistet die
speziell gestaltete Dosierspitze
die homogene Durchmischung;
eine Mengenkontrolle ist in
die Dosierpumpe integriert.
Fiir das Aufbringen der Schie-
nen auf das ebenfalls vorher
gereinigte Glassubstrat sind
spezielle Aufnahmen und Vaku-
umgreifer im Einsatz. Letztere
positionieren je zwei Backrails
an festgelegten Positionen auf
dem Modul und pressen sie mit
definiertem Druck an. Damit
sich die Schienen nicht mehr
verschieben, werden sie durch
Halteeinrichtungen gesichert.

Fiir einen unterbrechungs-
freien Betrieb stehen die bei-
den Komponenten des Klebers
jeweils in zwei Fass-Pumpen-
stationen zur Verfiigung. Uber
die Steuerung kann einfach vom
einen auf das zweite Fasspaar
umgestellt werden. Die leeren
Fasser lassen sich wahrend des
Prozesses austauschen.

Der gesamte Prozess ist steu-
erungstechnisch in die Anlage
integriert, wird dokumentiert
und erfolgt in der Taktzeit der
Linie, die fiir das komplette Kon-
taktieren eines Moduls weniger
als 30 s benétigt.

Doris Schulz

» Day4 ecoTec GmbH
www.day4ecotec.com

Die Backrails werden iiber einen Schiebemechanismus dem
Montageprozess einzeln zugefiihrt.
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Zuverlassige Reinigungsanlagen
in der Solarzellenproduktion
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Um bei Anlagen fiir die Pho-
tovoltaikproduktion Ausfille
zu vermeiden, sind eine hohe
Systemverfiigbarkeit sowie
der Einsatz langlebiger und
wartungsfreier Komponenten
gefragt. PC-basierte Automa-
tisierungslosungen mit inte-
grierter HMI-Funktionalitat
sowie Stromversorgungen mit
Netzausfalliiberbriickung erfiil-
len die hohen Anforderungen
optimal.

Die Singulus Stangl Solar
GmbH entwickelt und pro-
duziert Spezialmaschinen fiir
nasschemische Prozesse in den
Bereichen Photovoltaik (PV) und
Halbleiter. Das Unternehmen
ist insbesondere spezialisiert
auf Losungen fiir die Silizium-
und Diinnschicht-Solartechnik.
Die Spezialisten betreuen ihre
Kunden von der Planung iiber
die Entwicklung und Fertigung
bis hin zur Montage und Inbe-
triebnahme der Anlagen. Dabei
werden individuelle Anwender-
wiinsche flexibel und schnell
umgesetzt.

Zur Produktpalette zidhlen
automatisierte Anlagen fiir ver-
schiedene Veredelungsschritte
von Wafern und PV-Zellen,
aber auch Losungen zur Besei-
tigung von Sédgeschiden und
zur chemischen Reinigung der
Wafertrager.

Ein wesentlicher Prozess-
schritt in der Solarzellenher-
stellung ist die Dotierung der
Wafer in einem Diffusionsofen.

a4

Zum Transport durch den Dif-
fusionsofen werden die Silizi-
umscheiben in spezielle, hitze-
bestdndige Transportkorbe ein-
geordnet, Boote genannt. Wah-
rend der Dotierung bildet sich
als unerwiinschtes Nebenpro-
dukt hierauf eine Phosphorglas-
schicht. Diese muss regelma-
Big durch einen flusssdurehal-
tigen Atzprozess entfernt wer-
den. Dazu werden die Boote aus
dem Prozessablauf ausgeschleust
und zur weiteren Behandlung
einer Reinigungsanlage zuge-
fithrt. Dazu dient der vom Anla-
genbauer gefertigte Boot-Reini-
ger. Fiir den Reinigungsprozess
wird der Wafertrdger in seine
Einzelteile zerlegt und in einen
Reinigungskorb eingeschichtet.
Nach dem sicheren Verschlie-
Ben der Anlage startet der Rei-
nigungsprozess, und entspre-
chend der Programmvorgabe
wird das Boot vollautomatisch
gedtzt. Je linger ein Wafertra-
ger im produktiven Einsatz war,
desto dicker ist die zu entfer-
nende Schicht und umso langer
dauert das Atzen. Ein nachfol-
gender Spiilprozess mit Frisch-
wasser beseitigt die chemischen
Riickstinde an den Teilen. Nach
dem erneuten Zusammenbau ist
der Transportkorb wieder ein-
satzbereit.

Bei der Automatisierungs- und
Niederspannungsschalttech-
nik dieser Anlagen setzt Singu-
lus Stangl Solar seit Jahren auf
bewihrte Technik von Siemens.

Die Wahl der Schalt- und Steu-
erungstechnik fiir die neuent-
wickelte Boot-Reinigungsma-
schine fiel auf den Industrie-PC
Microbox PC Simatic IPC427C
und einen 24-Zoll-Bildschirm,
installiert auf einem verfahr-
baren Bedienpult. Der leistungs-
starke Industrie-PC (IPC) steu-
ert und tberwacht simtliche
Prozesse der unterschiedlichen
Reinigungsabldufe. Die Micro-
box ist als embedded IPC mit
der Software PLC WinAC RTX
und der Visualisierungssoftware
WinCC ausgestattet und zeich-
net sich im wartungsfreien Dau-
erbetrieb durch hohe Leistung
und Robustheit aus.

Gesteuert wird der Boot-Rei-
niger vom Software Control-
ler Simatic WinAC RTX, der
fir den Einsatz auf embedded
PC-Plattformen optimal abge-
stimmt ist. In Verbindung mit
der unterbrechungsfreien Sitop-
Stromversorgung werden die
Daten dauerhaft gehalten. Der
Controller steuert die dezentrale
Peripherie sowohl iiber Profibus
als auch Profinet.

Das kompakte, einphasige
Geriat verfiigt tiber einen Ein-

gangsspannungsbereich von 85
bis 275 V,c. Es ermoglicht die
zuverldssige Versorgung selbst
bei grofleren Spannungsschwan-
kungen und ist fiir Leistungs-
spitzen mit 1,5-fachem Nenn-
strom ausgelegt. Uber die poten-
zialfreien Meldekontakte kann
der Werker den Betriebsstatus
jederzeit auswerten.

Optimal erginzt wird das
Netzgerat mit der unterbre-
chungsfreien Stromversor-
gung Sitop UPS500S, die in den
Schaltschrank eingebaut ist und
Plachner zur 24-V-Pufferung
eingeplant hat.

Hoher Bedienkomfort wird
auch dadurch erreicht, dass
samtliche Anlagen einheitlich
parametrier- und bedienbar
sind. Der Boot-Reiniger wird in
vier Versionen angeboten. Jede
ist mit der gleichen Microbox-
basierten Steuerungsapplika-
tion bestiickt. Der Anwender
muss die Einstellungen seiner
Maschine nur noch entspre-
chend aktivieren.

Karsten Kronsbein, Siemens AG

> Siemens AG/CSCM
www.siemens.de/sitop

Detaillierte Temperaturiiberwachung

DataPaq prasentierte ein
neues zehnkanaliges Solar-
Pag-System zur Erstellung
von Temperaturprofilen beim
Laminieren von Photovoltaik-
Modulen. Der Behilter, der
den Datenlogger vor Uber-
hitzung und mechanischem
Druck schiitzt, ist nur 20 mm
hoch. Zum Schutz der Forder-
einrichtung und der Mem-
bran vor Beschidigungen
enthilt das SolarPag-System
einen Silikonrahmen. Nach
Prozessende stellt der Daten-
logger detaillierte Tempera-
turprofile zur Verfiigung.

Fiir eine Live-Uberwachung
im laufenden Prozess kann er
mit Funktechnologie ausge-

stattet werden. Zur Auswer-

tung der Temperaturprofile
liefert DataPaq die speziell
tir die PV-Industrie entwi-
ckelte Software Solar Insight,
welche die Nutzer Schritt fir
Schritt durch die Anwendung
leitet — selbst ohne spezielle
Software-Kenntnisse.

» DataPaq
www.datapaq.com
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Neue Wellenlangen

fuir Diodenlaser

Auf Basis des bisherigen LaserBoxx-Gehduses im Industriestandard von

40 x 40 x 100 mm sind mit 532, 553 und 561 nm jetzt weitere Wellenldngen
mit bis zu 300 mW verfligbar. Weiterhin gibt es die Wellenldingen 375, 405,
488, 638 nm etc.

Die Technologie dieser Laser beinhal-
tet weiterhin das bewédhrte monolithische
Resonatordesign, auf dem die hohe Lang-
zeitstabilitat basiert.

Die Laser sind mit schmalbandiger Emis-
sion (z.B. fiir die Raman-Anregung und
Interferometrie) oder in einer Low-Noise-
Version (z.B. fiir die Fluoreszenzanregung
in der konfokalen Mikroskopie oder auch
Spektroskopie) verfiigbar.

Zum Lieferumfang dieser LBX-DPSS-
Laser gehoren der hochwertige und sehr
kompakte Controller mit nur 135 x 97 x
30 mm sowie die Moglichkeit der Ansteue-
rung iiber R§232 und USB. Eine Leistungs-

anpassung ist optional verfiigbar. Laser-
kopf und Controller sind untereinander
austauschbar.

Allgemeine Eigenschaften:

« Transversaler Strahlmodus:
TEMoo, M2 < 1.1

« Strahldurchmesser: 0.7 mm

o Strahldivergenz (1/e2, Vollwinkel)
< 1,0 mrad

o Zirkularitat: > 90%

o Strahlrichtungsstabilitdt 5 prad (RMS
iiber 1 Stunde und *1,5 °C)

» Rauschen: < 0,2% (10 Hz bis 2 MHz)

« Polarisation: linear, > 100:1

Lasertechnik cosssssssssssseEEEEE——————

Optionen

« Single-Longitudinal Mode (SLM)
Version

o Leistungsregelung via PC

« Faserkopplung (SM, PM, MM)

o Modensprungfreier Betrieb durch
monolithischen Resonator

« Anwendung: Ramanspektroskopie,
Interferometrie

o Linienbreite: < 1 MHz

« Kohirenzlange: > 10 m

» Wellenlidngenstabilitat: 1 pm (iiber
8 Stunden, +3 °C)

« Betriebstemperatur: 15 °C - 45 °C

« Abmessungen Laserkopf:
40 x 40 x 100 mm (BHL)

« Abmessungen OEM Controller:
135x97 x 30 mm

« Eingangsspannung: 5 V¢ / 230 V¢

« Leistungsverbrauch (max./Typ.):
30/20 W

Uber Laser 2000

Laser 2000 bietet seit 1986 seinen Kunden
innovative Produkte der ,,Optischen Tech-
nologien® weltweit fithrender Hersteller an.
Das Angebotsspektrum umfasst Kompo-
nenten und Systeme und ist gekennzeich-
net durch einen hohen Innovationsgrad
und grof3e Zuverldssigkeit. Die Produkte
finden sowohl im Forschungsbereich als
auch im industriellen Umfeld ihren Einsatz.

» Laser 2000 GmbH
www.laser2000.de

(M)ein kleiner Freund im Elektroniklabor

* Kompakt

e Einfach zu bedienen
* 33.000 U/min Spindel
* Ein- und doppelseitige Leiterplatten

www.lpkf.de/prototyping

electronica: 13.-16.11.2012, Halle B1, Stand 319

LPKF ProtoMat E33 - klein, prazise, wirtschaftlich
Kaum groBer als ein DIN A3-Blatt: LPKF Qualitdt zum Einstiegspreis zum
Frasen, Bohren und Trennen von Leiterplatten und Gravieren von Frontplatten.

European Microwave Week: 29.10.-31.10.2012, Halle 3, Stand B425

LPKF Laser & Electronics AG
Tel. +49 (0) 5131-7095-0

Laser & Electronics
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Speicherprogrammierung

Data 1/O erhielt internationale Auszeichnungen

Seit 40 Jahren ist Data I/O Corporation weltweiter Markftihrer fiir Herstellung,
Vertrieb und Service innovativer Lésungen flir programmierbare Halbleiter.

Das Duplizierungssystem FLXHD

fiir eMMC-Bauelemente von Data I/O
Corp. erhielt schon kurz nach seiner Ein-
fithrung im Mérz 2012 den EM Asia Inno-
vation Award 2012, ausgelobt vom fiihren-
den Informationsforum ,EM Asia Elec-
tronics Manufacturing®. Der Preis wurde
Data I/O im Rahmen der Messe NEPCON
China in Shanghai feierlich iibergeben. Der
EM Asia Innovation Award ehrt herausra-
gende Leistungen in der asiatischen Elek-
tronikbranche und soll Unternehmen dazu
inspirieren, den Fortschritt weiter voran-
zubringen.

FLXHD ist das einzige System fiir eMMC-
Medien im Desktop-Format und hilft Her-
stellern von Produkten wie Smartphones,
GPS-Systemen, eBook-Lesegeriten oder
Entertainment-Systemen im Automobil, sich
den steigenden Datenmengen anzupassen
und entsprechenden Fertigungsdurchsatz
zu erreichen. Das FLXHD System schafft
es auch bei Speichergrofien von mehreren
Gigabytes, bis zu 700 Bauteile pro Stunde
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zu programmieren. FLXHD ist mit finf
Programmiereinheiten mit je acht Sockeln
und einem Sockel fiir den Master ausgestat-
tet und somit in der Lage, 40 eMMC-Bau-
elemente gleichzeitig zu programmieren.

Das Inline-Programmiersystem RoadRunner3

erhielt kurz zuvor den 2012 NPI Award
des englischsprachigen Magazins ,,Cir-
cuits Assembly“ in der Kategorie Baustein-
programmierung. Seit 2008 lobt ,,Circuits
Assembly“ jahrlich den NPI Award fiir
herausstehende Produktneuheiten in der
Branche Elektronikfertigung aus. Eine aus-
gewihlte Expertengruppe entscheidet iiber
die kreativsten und fortschrittlichsten Pro-
duktbeispiele des Jahres.

RoadRunner3 geht aus der bewdhrten
RoadRunner-Serie hervor und program-
miert als einziges weltweit Bausteine unmit-
telbar vor der Platzierung auf die Platine.
Die dazugehorige Steuerungssoftware FIS
rationalisiert den Produktionsprozess und
schliefit Bedienfehler aus. Kunden kénnen
den gesamten Programmierprozess iiberwa-
chen, steuern und jederzeit nachvollziehen.
Ermoglicht wird dies durch die liickenlose
Anbindung an ein beliebiges, unternehmen-
seigenes Produktionsleitsystem oder einer
anderen Produktionssteuerung. Dies sichert
die perfekte Integration in das Warenwirt-
schaftssystem des Unternehmens.

Mit RoadRunner3 gibt es eine Program-
mierlosung fiir alle bisher unterstiitzten
SMT-Bestiickungsautomaten. Spezielle
Adapter gewéhrleisten die Einbindung des
Programmier-Feeders in Fertigungslinien
mit unterschiedlichen Maschinen. Roa-
dRunner3 programmiert ,,just-in-time®.

» Data I/O Corp.
www.data-io.de

ROADRUNNERS3
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Dienstleistung

ESD-konforme Lohnfertigung im Vorarlberg

i

N, 2 B

Die Sonderhoft Polymer-Ser-
vices Austria GmbH (PSA) in
Dornbirn/Vorarlberg erwei-
tert ihr Lohnfertigungsspek-
trum fiir das Dichtungsschau-
men, Kleben und Vergief3en
unterschiedlichster industriel-
ler Bauteilanwendungen um den
Bereich einer ESD-konformen
Fertigung, in der sensible Bau-
elemente vor allem aus der Elek-
tronikindustrie ohne elektrosta-
tische Aufladungen verarbeitet
werden konnen.

Besonders im Winter bei kalter
und trockener Luft kennt jeder
das Phanomen, dass einem die
Haare zu Berge stehen, weil sie
elektrostatisch aufgeladen sind.
Oder wenn wir beim Anfassen
einer Tirklinke einen leichten
elektrischen Schlag wahrneh-
men. Das Phidnomen elektro-
statischer Entladungen (Elec-
tro Static Discharge, kurz ESD)
beschreibt die Auswirkungen
beim Ausgleich von elektrischen
Ladungen zwischen zwei unter-
schiedlich geladenen Materi-
alien. Kommen diese mitei-
nander in Berithrung, werden
positive und negative Ladungen
ausgetauscht (Potenzialdiffe-
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renz) und verursachen einen
sehr kurzen, aber hohen Strom-
impuls.

Ursache der Potenzialdiffe-
renz ist meist eine Aufladung
durch Reibungselektrizitit oder
elektrische Influenz. Reibungs-
elektrizitat tritt z.B. auch beim
Laufen tiber einen Teppichbo-
den auf, wobei ein Mensch auf
ca. 30.000 V aufgeladen wer-
den kann.

Wirtschaftliche Schaden

Elektrische Influenz ist bei-
spielsweise eins der grofiten
Elektrostatik-Probleme in der
Elektronikindustrie. Wenn leit-
fahige ungeladene Korper (Lei-
ter) isoliert in ein statisches Feld
gelangen, findet auf ihnen eine
Ladungsverschiebung statt.
Dadurch entstehen eine posi-
tive Ladung des Leiters und
eine negative, wenn dieser Lei-
ter keine galvanische Verbindung
zu anderen elektrischen Leitern
hat. In sich selbst bleibt dieser
Leiter elektrisch neutral. Beim
kurzzeitigen Erden im Feld flief3t
eine Teilladung ab (erste Entla-
dung), beim Herausnehmen des
Korpers aus dem Feld ist er dann

""'"‘- um den Fehlbe-
trag aufgeladen,
und es besteht
die Gefahr einer
unerwarteten
zweiten Ent-
ladung, die zu
Beschadigungen
an den elektro-
nischen Bautei-
len fithren kann.

ESD verur-
sacht jahrlich
Millionenscha-
den in der Wirt-
schaft. Fehler in
der IT- Steue-
rung automa-
tisierter Ferti-
gungsstraflen
haben ihre Ursa-
che nicht immer
in der Software.
Vielmehr sind
bei integrierten
Schaltkreisen
auf Halbleiter-
basis elektro-
statische Entladungen eine der
haufigsten Ausfallursachen.
Die wirtschaftlichen Scha-
den dadurch sind betrachtlich,
zumal der Anteil an Elektronik
von 1993 bis 2003 um das Vier-
fache gestiegen ist. 60% der lie-
gengebliebenen Fahrzeuge sind
Elektronikausfille. Heute wird
davon ausgegangen, dass 10%
der ,,ESD-gestressten Halblei-
terbauelemente Fehler verursa-
chen. Diese konnen ein Total-
ausfall oder eine Beschiddigung
des Bauelements sein. Letzteres
bleibt oft unerkannt und kann zu
teuren Riickrufaktionen fithren.
Dabher ist der Schutz vor elektro-
statischen Entladungen heute in
allen Bereichen der Mikroelek-
tronik unverzichtbar.

Lohnschaumer mit ESD-konformer
Fertigung

Die Sonderhoff Unterneh-
mensgruppe bietet als erster
Systemanbieter mit seiner hoch-
modernen Fertigungsstatte bei
der Sonderhoff Polymer-Ser-
vices Austria GmbH (PSA) in
Dornbirn eine zertifizierte Pro-
duktion fiir das ESD-konforme
Dichtungsschaumen, Kleben

und Vergielen von industriel-
len Bauteilen und Systemkom-
ponenten im Lohn.

Lusatzliche
Sicherheitseinrichtungen

Sonderhoff kann damit ab
sofort die steigenden Anforde-
rungen nach ESD-Schutz gemif3
der DIN EN 61340-5-1 fiir den
»Schutz von elektronischen Bau-
elementen gegen elektrostatische
Phanomene® bedienen. Die bei
PSA eingesetzten Misch- und
Dosieranlagen der Sonderhoff
Engineering GmbH sind spe-
ziell ausgeriistet. Zusitzliche
Sicherheitseinrichtungen und
Handhabungsrichtlinien wur-
den in der Produktion bei PSA
eingefiihrt und werden streng-
stens beachtet. Hierzu wurden
die Mitarbeiter intensiv geschult.

Gerade bei bestimmten Kunst-
stoffen konnen Ladungspoten-
ziale entstehen, die bei falscher
Handhabung zur Stérung der
Funktion von Sensoren und
Halbleiterschaltkreisen, wie z.B.
Mikrokontroller-Schaltungen,
fihren konnen. Deshalb wird
jeder ESD-Auftrag individuell
behandelt.

Spezifische
Fertigungsanweisung

Wenn es in der Lohnfertigung
von PSA beispielsweise um die
Versiegelung von Sensoren mit
einem Vergusssystem aus der
Fermadur-Produktfamilie des
Schwesterunternehmens Son-
derhoft Chemicals geht, wird
fiir jeden Kundenauftrag eine
spezifische Fertigungsanwei-
sung erstellt, die durch tber-
prifbare Fertigungskontrolle
und Messungen belegt wird. Die
in der Lohnfertigung von PSA
geschdumten, geklebten oder
vergossenen Bauteile diirfen in
die und aus der ESD-Schutz-
zone nur in normgerechter Ver-
packung oder speziellen Trans-
portbehaltern ein- bzw. - ausge-
schleust werden.

Florian Kampf,
Teamleiter Marketing/PR

» Sonderhoff Holding GmbH
www.sonderhoff.com
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Dienstleistung

Robustes Gehause mit feiner Optik

promod baute den ersten Prototypen des handlichen Priif-PCs ftir Hoerbiger.
Die Anforderungen an Material und Verarbeitung waren dabei sehr hoch.

Kostengiinstig hergestellte Stahleinsdtze dienen als Werkzeuge fiir das SpritzgieBen des SmartControl

PDA (Mitte). Alle Bilder: promod

Der neue SmartControl PDA
ist eine ganz besondere Fernbe-
dienung aus dem Hause Hoer-
biger.

Mit Funkantenne, Festplatte,
WLAN-Karte, Barcode-Scanner,
Lautsprecher, farbigem Touch-
screen-Display und leistungs-
fahigen Akkus ausgestattet ist
der kleine, handliche Praf-PC
ein wertvoller Produktionshel-
fer fiir die Industrie. Da er vor
allem in der Automobil-Herstel-
lung taglich zum Einsatz kommt,
braucht er ein robustes Gehiuse,
damit er nicht gleich bei jeder
Erschiitterung aussteigt. Aufler-
dem wird er mit einer eingesetz-
ten Gummikante vor moglichen
Schiden durch Stiirze aus bis zu
1,20 Meter geschiitzt.

Aufgabe sucht Losung

Mit dieser hohen Anforde-
rung an Material und Verarbei-
tung, aus der sich auch die Auf-
gabe des 2K-Spritzgieflens ergab,
suchte die Hoerbiger Elektronik
GmbH den Kontakt zum pro-
mod Prototypenzentrum. Es
ging darum, einen ersten Proto-
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typen des Qualitatssicherungs-
moduls zu bauen.

Die hervorragende Qualitdt
der gelieferten Muster sowie die
schnelle Reaktionszeit auf den
Auftrag tiberzeugten den Kon-
strukteur Daniel Himmerling
von Hoerbiger. Da das Gerit in
Ammerbuch entwickelt wor-
den ist, empfand der Maschi-
nenbau-Techniker die rdum-
liche Nahe zum Prototypen-
bauer in der wenige Kilometer
entfernten Gemeinde Eutingen
im Géu als besonders angenehm.
Die einzelnen Entwicklungsstu-
fen und das weitere Vorgehen
konnten so personlich bespro-
chen und beurteilt werden. So
konnte man Unklarheiten gleich
vor Ort ausraumen.

Das Messemodell

promod musste sich nim-
lich stufenweise der Erfiillung
der Aufgabenstellung nahern.
Zunichst war auf die Schnelle
ein Messemodell gefragt, das
nicht nur optisch sehr hoch-
wertig gestaltet, sondern auch
als voll funktionsfihiges Seri-

enteil gelten sollte. An Hand der
3D-Daten und der Farbangaben
des Herstellers entstanden inner-
halb von fiinf Tagen die beiden
Bauteile aus stofifestem Polyu-

rethanharz. So wurde im Ste-
reolithografie-Verfahren (STL)
ein perfektes Mock-up-Modell
geformt.

Die Vorserie

Wenige Wochen spiter wurde
ein groflerer Feldversuch gestar-
tet, diesmal mit der kompletten
Elektronik bestiickt. Die kleine
Vorserie, hergestellt im Vaku-
umgief3verfahren, sollte bereits
der Optik und Haptik der spa-
teren Kleinserie entsprechen
und sich im Einsatz durch gute
mechanische Eigenschaften,
Sturzsicherheit und schmutz-
abweisende Materialien bewéh-
ren. Eine Herausforderung war,
jeweils zwei Kunststoff-Kompo-
nenten miteinander zu verbin-
den; denn die Gehauseteile wur-
den aus hirteren und weicheren
Gieflharzen gefertigt, die erfah-
rungsgemaf so leicht keine Ver-
bindung eingehen. Damit die
Bauteile gut verschraubt wer-
den konnten, wurden Gewinde-
buchsen sowie weitere Einlege-
teile, die fiir die Funktion sehr
wichtig sind, direkt mit einge-
gossen. Der neue SmartControl

Ziigig zur Marktreife: der SmartControl PDA von Hoerbiger.
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eassssssssssssssssssssmmse Dienstleistung esssssssssssssssssss——————

Ein perfektes Mock-up-Modell von promod fiir den SmartControl PDA.

PDA bestand den Einsatz unter
realistischen Bedingungen mit
Bravour. Jetzt sollte er in Klein-
serie gehen.

Die Kleinserie

Aus Kostengriinden konn-
ten daftir keine automatisier-
ten 2K-Werkzeuge verwendet
werden. Also gestaltete sich das
Spritzgieflen aus zwei unter-
schiedlichen Komponenten als
zusatzlicher Schwierigkeitsgrad,
da man die Qualitat der Klein-
serie mindestens auf gleichem
Niveau wie die Vorserie hal-
ten wollte.

Dazu wurde zunéchst der
glasfaserverstirkte Kunststoff in
einen kostengiinstig hergestell-
ten Stahleinsatz gespritzt. Fiir
die weichere Komponente wurde
dann ein weiteres Werkzeug
gebaut. In dieses wurden die
PA6-Teile von Hand eingelegt.

Allerdings bedarf es fiir die
Verbindung von Hart- und
Weichkomponenten entspre-
chender Erfahrung in der Mate-
rialauswahl, denn nicht alle
Werkstoffe verbinden sich auf
diese Weise perfekt. Dass dabei
noch ein zusétzliches Bauteil auf-
geklebt und umspritzt werden
musste, ist eine weitere Beson-
derheit des Auftrags. Mit sepa-
rat dafiir konstruierten Hinter-
schnitten, die der Weichkom-
ponente zusétzlichen, physika-
lischen Halt geben, ging man in
punkto Verbindungssicherheit
schlieflich noch einen Schritt
weiter.
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Fir Daniel Himmerling steht
auf Grund der guten Vorlei-
stungen aufler Frage, dass pro-
mod die Kleinserie liefern darf,
die nun in dem beschriebenen
Spritzgiefiverfahren hergestellt
wird. Die Prototypenbauer hat-
ten bewiesen, dass sie ein lei-
stungsfahiger Komplettliefe-
rant mit hervorragenden Kon-
takten zu den Zulieferern sind
und innerhalb weniger Tage eine
schnelle und perfekte Losungen
parat hatten. Dies galt nicht nur
fiir die Fertigungstechnik, son-
dern auch fiir die Materialaus-
wahl, die in diesem Fall ein sehr
wichtiges Kriterium darstellt.
Zudem seien die qualitativ hoch-
wertigen Bauteile in einem sehr

guten Preis-/Leistungs-Verhalt-
nis angeboten worden.

Unterstiitzung bei der
Markteinfiihrung

Die schnelle Reaktionsfihig-
keit von promod unterstiitzte
Hoerbiger nach Aussage des
Maschinenbau-Technikers
wesentlich bei der Marktein-
fithrung.

Die exakte Umsetzung des
Auftrags und die gelungene
Optik der Urmodelle hitten
letztendlich dazu beigetragen,
dass sofort Nachfragen nach
dem SmartControl PDA vor-
handen waren. Weitere Infos
unter Telefon: 07459/93310 oder
im Internet: www.promod-tech-
nologie.de

» promod
Prototypenzentrum GmbH
www.promod-technologie.de

Von der Idee zum Prototypen

Die promod Prototypen-
zentrum GmbH wurde 1992
in Horb gegriindet und hat
heute ihren Sitz in Eutingen
im Géu. promod ist einer der
fithrenden Systemdienstleister
fiir alle Bereiche des Rapid
Product Developments (RPD).

Darunter versteht man das
Zusammenwirken von Tech-
nologien und Verfahren zur
schnellen Produktentwick-

lung. Ziel ist dabei die Ver-
kiirzung der Zeitspanne zwi-
schen der Idee und der Markt-
einfiihrung eines Produktes.
Die schwiébischen Tiiftler sind
fir ihr prazises und effektives
Arbeiten in den unterschied-
lichsten Branchen bekannt,
von Entwicklung und Kon-
struktion uber Produktion,
Reinigung und Sterilisa-
tion bis zur Verpackung und
Schulung.

Ein Blick ins Innere des SmartControl PDA.
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Vakuum-Hubzylinder und -Filter

the

Verdrehgesicherte Vakuum-
Hubzylinder gibt es von MF
Automation in vier Baugro-
Ben mit einem Hub von 17 bis
40 mm. Thre Funktionsweise
ist einfach, Werkstiicke konnen
blitzschnell umgesetzt werden.
Beim Einschalten des Vakuums
fahrt der Kolben aus, der Sau-
ger kontaktiert das Werkstiick
und saugt es an.

Sofort fihrt der Kolben mit
dem Werkstiick zuriick, und
das Teil wird gehalten, bis der
Benutzer das Vakuum abschal-
tet. Die eingefahrene Kolbenpo-
sition kann mit einem Magnet-
feldsensor abgefragt werden.

Da der gesamte Bewegungs-
ablauf nur durch Ein- und Aus-
schalten des Vakuums gesteu-
ert wird, sind keine zusitzlichen
Ventile oder Zylinder erforder-
lich und es werden kurze Takt-
zeiten ermoglicht. Hohenunter-
schiede an den Werkstiicken
kénnen ausgeglichen werden,
und es gibt kein Zusammen-
driicken von vereinzelten Tei-
len. Durch Spezialgleitlager sind
die Vakuum-Hubzylinder war-
tungsfrei.

Optional konnen Magnet-
feldsensoren eingesetzt werden.
Zum einfachen Montieren ste-
hen Befestigungsschellen zur
Verfligung. Eingesetzt werden

diese Hubzylinder zum Auf- und
Ablegen von Teilen, zur Teile-
entnahme aus Spritzgusswerk-
zeugen oder zur Vereinzelung
von Papierbogen und Folien.
Neu sind auch Mini-Inline-
Vakuumfilter. Der kleinste
und Platz sparendste Filter die-
ser Produktreihe, der Typ ISF,
ist in alle Schlauchanschliisse
einsteckbar. Sie werden vor-
wiegend in der unmittelbaren
Verbindung mit Vakuumsau-
gern oder kleinen Ejektoren
eingesetzt. Die nur wenig gro-
Beren Inline-Filter, die Typen
MIF und LIF, sind mit beidsei-

Mechanische Komponenten eassssssssssssss——————

tigem Schlauch- bzw. Gewinde-
anschluss ausgestattet. Sie sind
serienmiflig mit einer Halterung
ausgertistet und somit leicht zu
montieren - auch nachtréglich.

Alle Mini-Inline-Vakuum-
filter sind aus dem Material PP
hergestellt. Das Filterelement
ist mit einer Porendichte von
10 um austauschbar (nicht bei
Typ ISF). Einsetzbar sind alle
Filter bei Arbeitstemperaturen
von 0 bis ca. 60 °C.

» MF Automation GmbH
info@mf-automation.com
www.mf-automation.com
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Micro-Greifzange — auch mit Sensor

Die kleinste Greifzange, die es auf dem

T ale kX
High Therrm

1]

www linn.de
. Kammeralen,
Laten, ﬂlllﬂkulﬁhﬂﬂ.
I Anlassen,
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Weltmarkt gibt, ist von der MF Automa-
tion GmbH fiir extrem beengte Verhalt-
nisse entwickelt worden. Sie ist ein echtes
Produkt ,,Made in Germany*.

Ihre Vorteile sind das geringe Gewicht
mit 7 g, das trotzdem zuldsst, dass die
Greifbacken eine Haltekraft von 11 N
zustande bringen. Die lange Lebensdauer
wird durch eine Hart-Coat-Beschichtung
erreicht. Die Greifzange bietet vier Befe-
stigungsmoglichkeiten und ist daher ein-
fach und tiberall zu montieren. Die Micro-
Geifzange ist auf Wunsch auch mit Spe-
zial-Greifbacken erhiltlich.

Und das Beste an dieser Micro-Zange
ist, dass sie auch mit einem Sensor aus-
gestattet werden kann. Das Sensorkabel
ist 300 mm lang und mit einem Stecker
M8 AG versehen.

Mehr tber diese Greifzange und die
Serien Mini, Midi, Maxi und Maxima
kann man im Katalog MAG.11 der MF
Automation GmbH nachlesen — oder man
geht einfach auf deren Website.

» MF Automation GmbH
info @mf-automation.com
www.mf-automation.com

4
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Markierlaser mit Vielseitigkeit als Prinzip

Modular und vielseitig -
Rofins neuer Desktop-Laser-
markierer EasyMark verwirk-
licht ein innovatives, flexibles
Gehéusekonzept. Versorgungs-
und Steuerungseinheit sowie die
Arbeitskammer des EasyMark
sind als getrennte Module kon-
zipiert. So ldsst sich fiir jeden
individuellen Anwendungsfall
der Systemaufbau optimal und
flexibel zusammenstellen.

Man geht mit der neuen Gene-
ration des kompakten Markier-
systems EasyMark neue Wege: Es
ist eine Losung geschaffen wor-
den, die optimal in die unter-
schiedlichsten Fertigungsumge-
bungen integriert werden kann.
Neben dem klassischen Einsatz-
fall mit manueller Beladung und
Entnahme steht damit nun auch
das ganze Spektrum der teil- bis

vollautomatisierten Produktion
offen. Ob metallische Oberfli-
chen oder Kunststofte, flache
oder zylindrische Teile, Stan-
dard-Beschriftungsaufgaben
oder grafische Inhalte, ortsfester
oder mobiler Einsatz: Der neue
EasyMark 16st jede Aufgabe.
Ohne Arbeitskammer wird der
EasyMark zum offenen Laser-
klasse-IV-System, ein Laserbe-
schriftungsmodul, das bei der
Integration kaum Grenzen setzt.
Mit Arbeitskammer lassen sich
die Seitenflachen 6ffnen. Das er-
moglicht es, auch sperrige Teile
zu beschriften und eine Teile-
zufuhr und -entnahme iber
automatische Zufiihrungen zu
realisieren. Die nach oben 6ft-
nende Hubtiire gibt den Zugang
zur Arbeitskammer in voller
Breite und Hohe frei. Durch ein

grofies Sichtfenster lasst sich der
Beschriftungsvorgang komfor-
tabel kontrollieren. Kamera und
Positionierhilfe bieten Gewahr
fir eine mithelose und priazise
Positionierung der Teile im
Beschriftungsfeld von 120 mm?
(optional 180 mm?).

Zusitzlich zur programmier-
baren Z-Achse kann das System
optional mit einer Drehachse
ausgestattet werden. Dariiber
hinaus steht eine Reihe wei-
terer Optionen, etwa eine TTL-
Kamera, eine automatische
Hubtiire oder ein Fufischalter,
zur Wahl.

Je nach Kundenwunsch ristet
Rofin den EasyMark IV mit
PowerLine-F-Faserlasern von
20, 30 und 50 W oder dem dio-
den-endgepumpten PowerLine

E 10 aus. Alle Strahlquellen sind
luftgekiihlt und fiir den indus-
triellen Dauerbetrieb ausgelegt.
Das System bendtigt nur einen
einfachen Stromanschluss. Mit
der modernen, leistungsfihigen
Software Visual Laser-Marker
ist die Gestaltung und Ubertra-
gung der Markierinhalte einfach.
Dabei hilft eine grofle Auswahl
an Funktionen, Schriften und
vordefinierten Laserparametern.

EasyMark IV ist ein rundum
komplettes Markiersystem, stan-
dardméflig ausgeriistet mit Lap-
top, Markiersoftware, program-
mierbarer Z-Achse, Pilotlaser
und Kamerabeobachtung.

» Rofin-Baasel Lasertech
www.rofin.de
www.rofin.de/easymark

RFID-Transponder fiir die Automobilbranche, Industrie und Produktion

Direkt auf Metall aufgebracht, stoflen
herkémmliche RFID-Transponder an
die Grenzen ihrer Leistungsfihigkeit.
Das neue DistaFerr SL (UHF) Label von
Schreiner LogiData dagegen zeigt sich
von leitfdhigen Materialien in der Umge-
bung unbeeindruckt und erzielt sehr gute
Leseergebnisse auf Metalloberflichen.

Eingesetzt wird fiir das DistaFerr SL
Label eine spezielle Antennentechnik,
welche die zuverldssige Identifikation
metallischer Komponenten ermdglicht. Es
erreicht selbst bei seiner kleinen Abmes-
sung eine Lesereichweite von bis zu 4 m
und eignet sich damit sehr gut zur Kenn-
zeichnung von Metall- und Carbonbau-
teilen im Automobilbau, in der Produk-

tion und Industrie sowie von Ladungstri-
gern, Metallcontainern und Gitterboxen
in der Logistik.

Der flexible und diinne Aufbau des Dis-
taFerr SL Labels ermoglicht eine Platz spa-

rende Applikation. Damit ist das RFID-
Label auch iiberall dort einsetzbar, wo
der Platz fiir ein kunststoffummanteltes
RFID-Hardtag nicht ausreicht.

Das Dista Ferr SL Label ist robust und
witterungsbestandig und somit gut geeig-
net fiir den Einsatz im Auflenbereich. Es
kann mittels TTR-Drucker vor Ort von
der Rolle bedruckt und programmiert
werden. Auf Wunsch stattet Schreiner
LogiData das Label auch individuell
mit Barcode, Klarschrift oder Logos aus.

» Schreiner Group GmbH & Co. KG
Schreiner LogiData
rfid@schreiner-logidata.com
www.schreiner-logidata.com
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AdoptSMT Swiss AG ist Indium-Distributor
fur die Schweiz

Die Indium Corporation hat die
AdoptSMT Swiss AG zum Distributor fiir
die Schweiz fiir ihr Produktspektrum zur
Baugruppenfertigung, wie Lotpaste, Lot-
draht und Rework-Flussmittel, ernannt.

Bereits seit Mirz 2011 vertreibt die
AdoptSMT Group die Indium-Produkte
in Osterreich und ist damit sehr erfolg-
reich. Mit dem neuen Abkommen erwei-
tert Indium das Vertriebsgebiet fiir seine
Produkte in Europa.

Die Indium Corporation bietet nicht nur
Standard-Lotprodukte wie wismuthaltige
Niedertemperatur-Lote, sondern auch in-
dustrieweit fithrende Warmeleitprodukte.

Verkaufserfolg fiir Raderpriifsystem

Erginzend zu zahlreichen Standard-Lot-
formteilen bietet sie kundenspezifische
Ausfiihrungen sowie verstarkte INFORMS
Lotblatt-Materialien. Durch die Zusam-
menarbeit mit der Indium Corporation
kann AdoptSMT neben den Standardpro-
dukten auch kundenspezifisch angepasste
Losungen bieten.

Uber Indium Corporation

Die Indium Corporation ist ein weltwei-
ter Lieferant hochwertiger Materialien fiir
Mirkte wie die Elektronikmontage, Her-
stellung und Verpackung von Halbleiter-
produkten, Solar/Photovoltaik und Wir-
memanagement. Zu den Produkten des
Unternehmens gehoren Lote, Lotformteile,
Flussmittel, Hartlote und Indium-, Gallium-
und Germanium-Metalle mit zugehorigen
Chemikalien sowie die Reactive NanoFoil.
Das 1934 gegriindete Unternehmen besitzt
Werke und technische Biiros in China, Sin-
gapur, Stidkorea, Grofibritannien und den
Vereinigten Staaten. Weitere Informationen
tiber die Indium Corporation stehen auf der
Website www.indium.com zur Verfiigung.

Uber die AdoptSMT Group Europe

Die AdoptSMT Europe GmbH wurde
1991 von Erhard Hofmann in Salzburg
(Osterreich) gegriindet und hat seitdem
europaweit expandiert. Seit vielen Jahren
bekannt als Europas Lieferant Nummer 1
fiir gebrauchte SMT-Systeme konzentriert
sich das Unternehmen derzeit darauf, den
Vertrieb von Ersatzteilen, Verbrauchsma-
terialien und Werkzeugen fiir die Leiter-

Yxlon International feierte den Verkauf
des 200. Rontgenpriifsystems Y.MU231
fiir gegossene Aluminiumscheibenrader.
Yxlon festigt damit die Position als Welt-

marktfiithrer in diesem Bereich. Die Lie-
ferung geht an ein Werk aus dem Ronal-
Konzern, einem strategischen Partner von
Yxlon. Die Geschiftsfithrung beider Fir-

plattenbestiickung auf das selbe Niveau zu
fithren, das der Vertrieb gebrauchter SMT-
Systeme bereits erreicht hat.

Heute umfasst das Unternehmen die Zen-
trale in Osterreich mit mehr als 6500 qm,
AdoptSMT Germany GmbH mit 2000 qm
mit dem Schwerpunkt auf Siplace-Uberho-
lung und Service. Mehr als 85 Mitarbeiter
sind in den verschiedenen Standorten der
AdoptSMT Group Europe tatig.

» AdoptSMT Group Europe
www.AdoptSMT.com

» Indium Corporation
www.indium.com

men feierten dieses Ereignis am Stamm-
sitz von Ronal in Harkingen/Schweiz.
Die erste Version der Y.MU231-Familie
wurde 1997 entwickelt. Die Rdder werden
darin mithilfe der Rontgendurchleuchtung
auf Unregelmifligkeiten im Gief3prozess
untersucht. Seitdem wurde das System
kontinuierlich verbessert und regelma-
fig mit der neusten Technologie ausge-
stattet. Die herausragende Verfiigbarkeit
und die vollautomatische Fehlererken-
nung Y.AI machen es zu dem meistver-
kauften Raderpriifsystem auf dem Markt.

» Yxlon International GmbH
yxlon@hbgyxlon.com
www.yxlon.de
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Innovative Losungen
fur effizientere Reinigungsprozesse

Auf der diesjahrigen parts-
2clean présentiert Diirr Eco-
clean die neue Reinigungstech-
nologie EcoCSteam, Entwick-
lungen im Bereich Losemittel-
reinigung sowie das erste System
fiir die automatisierte Inline-
Sauberkeitspriifung nach VDA
19. Alle Innovationen sorgen fiir
ein Plus an Prozesssicherheit,
Wirtschaftlichkeit und Okolo-
gie in der industriellen Bauteil-
reinigung.

In Fertigungs- und Bearbei-
tungsprozessen stellt die Bauteil-
reinigung einen unverzichtbaren
Schritt dar. Denn Sauberkeit ist
heute ein Qualitits- und damit

Wettbewerbsfaktor. Gefragt sind
daher Reinigungslésungen, mit
denen sich die erforderliche Sau-
berkeit prozesssicher, kostenef-
fektiv und umweltgerecht erzie-
len lasst. Diirr prasentiert dafiir
vom 23. bis 25. Oktober auf dem
Stuttgarter Messegelande inno-
vative Entwicklungen.

Einen Schwerpunkt stellen
Entwicklungen fiir eine fle-
xiblere Reinigung mit Koh-
lenwasserstoffen und modifi-
zierten Alkoholen sowie polaren
Losemitteln dar. Es geht dabei
einerseits um Losungen, die
bei Anwendungen mit extrem
hohem Schmutzeintrag fiir einen

wirtschaftlichen Reinigungspro-
zess sorgen. Andererseits bietet
das Ausstellungsprogramm von
Diirr Konzepte fiir eine effektive
Feinreinigung mit Losemitteln.
Antworten bietet die Prasenta-
tion auch auf die Frage, wie sich
Reinigungsprozesse mit Lose-
mitteln energie- und kostenef-
fizienter gestalten lassen. Dartii-
ber hinaus wird iiber das Thema
Konservierung gereinigter Bau-
teile informiert.

Zu den Highlights am Stand
von Diirr Ecoclean gehort auch
das innovative EcoCLab. Damit
ist es erstmals moglich, die Sau-
berkeitspriifung nach VDA 19
vollautomatisch inline durch-
zufithren. Abweichungen von
definierten Partikelwerten lassen
sich dadurch deutlich schneller
feststellen und beseitigen als bei
den herkémmlichen Laborprii-
fungen. Dies leistet einen signi-
fikanten Beitrag zur Erh6hung
der Prozesssicherheit bei der Rei-
nigung von Bauteilen mit Rest-
schmutzvorgaben. Das kom-
pakte automatische ,Sauber-
keitslabor kann in die Reini-
gungsanlage integriert bzw. als
separates Modul im Fertigungs-
prozess platziert werden.

Mit EcoCSteam stellt Diirr
eine neue Reinigungstechnolo-
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gie vor. Das innovative Dampf-
Reinigungsverfahren entfernt
zuverldssig, schnell und ohne
Chemikalien verschiedenste
Verunreinigungen, wie Ole,
Fette, Emulsionen, Trennmittel,
Spéne, Staub und Fingerabdrii-
cke von beliebigen Materialien.
Die gute Reinigungswirkung
des umweltfreundlichen Ver-
fahrens basiert auf dem Zusam-
menspiel von gesattigtem Dampf
und einem Hochgeschwindig-
keits-Luftstrom. Mit EcoCSteam
lassen sich grof3e, schwere und
volumindse Werkstiicke, wie
Getriebe von Windkraftanla-
gen, Motorblécke und Drehge-
stelle von Schienenfahrzeugen
sowie Boots- und Schiffsmo-
toren, ebenso prozesssicher rei-
nigen wie mechanische Kompo-
nenten, beispielsweise Zylinder-
kopfe, Gehduse, Stanzteile und
Profile. Ein weiterer Einsatzbe-
reich ist die Reinigung vor dem
Lackieren.

Wir stellen aus:
parts2clean 2012,
Halle 1, Stand D 416/E 515

» Diirr Ecoclean Gruppe
Diirr Ecoclean GmbH
info.filderstadt@
ecoclean.durr.com
www.durr-ecoclean.com

Handhabungsgerate fiir High-End-SMT-Fertigungslinie

Zur Erweiterung der Fertigungskapazi-
taten wurden die Auftrage fiir die Kom-

ponenten einer neuen Fertigungslinie bei
der Limtronik GmbH vergeben. Achat

Engineering ist spezialisiert auf die Her-

stellung von elektronischen Baugruppen
und Geraten im Kundenauftrag.
Beginnend mit der Leiterplatten-Eingabe

(LP) vom Magazin oder Stapel, folgt hin-
ter dem Schablonendruck eine Code-Lese-
Station fiir das SPI-System mit anschlie-

Bender Pass/Fail-Aushubstation.
Eine weitere Code-Lese-Station versorgt

die Besttickungsmodule mit der LP-Code-
Information. Ein ACHATS5-Arbeitsplatz-

modul erlaubt die Stichprobenkontrolle

vor der Reflow-Lotanlage. Als Puffer zwi-
schen Reflow und AOI ist eine LP-Férder-

strecke mit zwei Segmenten vorgesehen,
eine weitere Forderstrecke mit zwei Seg-
menten integriert Code-Lese-Gerite fiir
Ober- und Unterseite zu dem AOIL Dem
AOQI-System folgt ein LP-FIFO-Puffer und
ein ergonomischer Arbeitsplatz zur Klas-
sifikation der AOI-Ergebnisse. In diesem
Arbeitsplatz sind die Code-Lese-Gerite
montiert, und die Leiterplatten (LP) wer-
den in einer ergonomischen Position von
15° prasentiert. Ein integrierter Laserpoin-
ter unterstiitzt den Klassifizierungspro-
zess. Nach der Klassifikation werden die
LP fiir eine doppelseitige Bestiickung um
180° gewendet und im ndchsten Modul
automatisch mit Status Pass oder Fail in
Magazine sortiert. Insgesamt kommen
acht Code-Lese-Gerite fiir Ober- und

Unterseite zum Einsatz, sodass die Daten
tiir die Riickverfolgbarkeit vorliegen. Alle
Module stellen sich nach dem Einscan-
nen des MES-Fertigungsauftrags auto-
matisch mit Magazinparametern und
LP-Breite ein, weitere Informationen, wie
zum Beispiel Code von oben oder unten
lesen, Wendevorgang oder Pass-Mode,
sind ebenfalls implementiert. Die Daten-
haltung der Parameter erfolgt auf einem
ACHATS5-Linien-PC. Eine Besonderheit
der neuen Linie ist der parallel-spiegel-
bildliche Aufbau; somit kénnen zwei
Linien mit dulerst kurzen Wegen durch
das Personal betreut werden.

» ACHAT Engineering GmbH
www.achat5.com
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Positionier- und Bewegungssysteme

Epucret zeigt auf der MOTEK mit dem Produktbereich Eputronic seinen erweiterten Angebots-
umfang, der Positionier- und Bewegungssysteme umfasst.

Montage eines mehrachsigen Positionier- und Bewegungssystems einer
hochdynamischen Pick& Place-Applikation

Die internationale Fachmesse
fir Montage, Handhabungs-
technik und Automation findet
vom 8. bis 11. Oktober 2012 auf
dem Stuttgarter Messegeldnde
statt. In Halle 3 am Stand 3315
erwartet die Messebesucher
eine Speed-Stacking-Maschine,
die mit definierten Bahnbewe-
gungen Becher stapelt. Paral-
lel laufen Live-Vorfithrungen
einer Weltmeisterin im Speed
Stacking auf dem Messestand.

Die Anforderungen

industrieller Anwender an
Dynamik, Prizision und Wirt-
schaftlichkeit mehrachsiger
Bewegungssysteme steigen ste-
tig. Bahngeschwindigkeiten bis
8 m/s bei wiederholbaren Positi-
onierungen im um-Bereich defi-
nieren die Herausforderungen an
leistungstahige Systemlosungen.

Mit dem Produktbereich
Eputronic reagiert Epucret auf
die steigenden Marktanforde-
rungen an Maschinendynamik
und Genauigkeit zukiinftiger
Maschinen. Auf der MOTEK lost
eine Speed-Stacking-Maschine
knifflige Positionier- und Bewe-
gungsaufgaben. Die eigens fiir
die Messe entwickelte Maschine
tithrt, dhnlich wie ein Mensch,

54

den Geschicklichkeitssport
Speed Stacking (deutsch: schnell
stapeln) aus und stapelt mit defi-
nierten Bahnbewegungen die
Figuren. Dabei werden mit einem
Satz von zwolf Bechern Pyrami-
den in einer bestimmten Reihen-
folge auf- und wieder abgestapelt.
Nur in abgestimmter Einheit von
mechanischer Struktur, Antriebs-

und Steuerungs-
technik sowie

Software sind

addquate High-
Speed-Bewegungs-
und High-Pre-
cision-Positio-
niersysteme fiir
zukunftsfahige

Mirkte darstell-
bar. Die Maschine

wurde auf einem

soliden Hartge-
steinsbett auf-
gebaut und inte-
griert Kompo-
nenten wie Line-
armotoren, Drives,
Linearfiihrungen,
Messysteme und

Controller nam-
hafter Hersteller.
Der Kompaktheit
wegen wurde der Schaltschrank
unter der Maschine angebracht.
Durch das Absolutmessystem

konnte auf eine Druckluftkom-
pensation verzichtet werden. Die

Antriebe der Maschine erreichen

eine Beschleunigung von iiber
3 g und sind auf Taktzeiten von

0,1 bis 0,15 s pro Umsetzvorgang
eines Bechers ausgelegt.

Die Vorteile

von Eputronic liegen in der
durchgingigen Dienstleistungs-
philosophie: Um eine ganzheit-
liche Entwicklung und Herstel-
lung komplexer Positionier- und
Bewegungssysteme in punkto
Engineering-, Applikations-
sowie Fertigungs- und Integra-
tions-Know-How zu gewahrlei-
sten, haben die Experten alle
Projektphasen vom Design iiber
die Auslegung (Berechnung,
Simulation) und Beschaffung
bis hin zur Fertigung und Mon-
tage in modernen klimatisier-
ten Fertigungsgebduden in vier
Arbeitspakete unterteilt: Struk-
tur-, Mechanik-, Antriebs- und
Steuerungspaket.

Auf dem Epucret-Messestand
werden parallel zur Maschine
zwei Profis im Speed Stacking
ihr Kénnen unter Beweis stellen.
Das Publikum erhalt zudem die
Moglichkeit, gegen die Weltmei-
sterin anzutreten.

» Epucret Mineralgusstechnik
GmbH & Co. KG
info@epucret.de
www.epucret.de
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Vertikale und horizontale Dienstleistungsphilosophie fiir kundenspezifische Positionier- und

Bewegungssysteme
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Bauteillvorbereitung

Starke Maschinen fur starke Bauteilanschlusse
Biegen und Schneiden bis zu 2,0 mm Drahtstirke !

CO-300N .. = "Za

|

Ay iy
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#>

Drahtstarke min. 0,5 mm - max. 2 mm

Schneiden und 90° biegen

TP-80 FS @

Drahtstarke min. 0,35 mm max. 1,2 mm
Schneiden, vertikal biegen und sicken

TP-80 —
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nra
Drahtstarke min. 0,35 mm max. 1,5 mm

Die aulerst robuste Bauteilschneidemaschine CO-300N zum Schneiden loser Schneiden und horizontal biegen
radialer Bauteile wurde fur hochste Beanspruchung und Dauerbelastung konzipiert.
Uber einen Linearférderer werden die Bauteile dem Schneidmesser kontinuierlich
zugefuhrt. Das Linearmesser garantiert einen sauberen und exakten Schnitt ohne
die Bauteile zu belasten.

Die abgeschnittenen Drahtenden werden separat aufgefangen. Die Zufuhrung der
Bauteile erfolgt per Hand oder optional durch einen externen Vibrationsférderer.
Optional kann die CO-300N mit einem Vorwahlzahler ausgerustet werden.

TP-79

Technische Daten:

Anschluss: 230V 50 Hz (115 Volt optional) x :
Drahtstarke min. 0,3 mm max. 1,3 mm
Abmessungen: 350 x 320 X 350 mm Nur schneiden
Gewicht: 26 kg
Leistung: max. 9 000 comp./h
\ Weitere Informationen erhaiten Sie in unserem Katalog! y

Telefon: +49 -7262-
m 0.
Fax: +49 -7262-

Berwanger Str. 29 « D-75031 Eppingen/Richen 1063
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Elektronik Elektrostatik GmbH

lhr kompetenter Partner fiir

=P ESD Produkte

ESD Arbeitsplatz Systeme

ESD Personenausristungen
ESD FuBBboden & Lager Systeme
lonisierung

Messgerate & Zubehor
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S.ESTNT

European ESD competence centre

Ihr kompetenter Partner fiir

=P ESD Dienstleistungen

Analysen - Audits - Zertifizierungen
Material-Qualifizierungen
Kalibrierungen

Training - Seminare

Jahrliche Fach-Symposien - Workshops

Unsere nachsten
ESD Seminare vom
22. -25.10.2012

static CoE L dot :

Zum Alten Dessauer 13

01723 Kesselsdorf, Germany
| | phone +49 35204 2039-10
g rou p© email: sales@bestat-group.com
web: www.bestat-group.com



